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MACOM has RF Engineering 
Expertise, Surety of Supply 
and Manufacturing Scale 



Family of Temperature Compensateci 
Directional Power Detectors 
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MACP-010573:10 - 30 GHz 
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> Power, Min Detectable (dBm): -18 @ 20 GHz 


Join thè Next Generation 

MACOM’s 65-year legacy of innovation is driving 
thè industry’s broadest portfolio of MMICs, 
diodes and transistors for thè entire RF signal 
chain. These trusted high-performance RF devices 
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MPLAB® Mindi™ 
Analog Simulator 

Software gratuito Microchip 
per la progettazione di circuiti 
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MPLAB® Mindi™ Analog Simulator riduce i tempi ed i rischi di progettazione dei circuiti 
attraverso la simulazione degli stessi prima della prototipazione hardware. Questo 
strumento di simulazione utilizza un ambiente SIMetrix/ SIMPLIS, con la possibilità di 
utilizzare SPICE o piecewise linear modeling, che possono coprire una serie molto vasta di 
necessità di simulazioni possibili. Questa potente interfaccia di simulazione è abbinata a 
file di modellazione proprietari di Microchip, per modellare specifici componenti analogici 
Microchip, oltre a dispositivi di circuiti generici. Infine, questo strumento di simulazione 
viene installato e funziona localmente sul tuo PC. Una volta scaricato, non è più necessaria 
alcuna connessione internet, ed il ciclo di simulazione non dipenderà da un server remoto. 
Il risultato sono simulazioni di circuiti veloci e precise. 


MPLAB 


MINDI 

RNRLDG SIMULRTDR 



Principali Vantaggi 

► Esegue analisi AC, DC e transienti 

► Validazione della risposta, controllo e stabilità di sistema 

► Identifica i problemi prima di realizzare l'hardware 


"direct ^Microchip 

www.microchipdirect.com 

www.microchip.com/mindi 


Il nome e logo Microchip, il logo Microchip ed MPLAB sono marchi industriali registrati e Mindi è un marchio industriale di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. ed altri Stati. Tutti gli altri marchi industriali menzionati 
appartengono ai rispettivi titolari. © 2017 Microchip Technology Ine. Tutti i diritti riservati. DS20005860A. MEC2196lta12/17 












{J PLUT.L 

Le ultime notizie dal web 
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• RS Components offre la più ampia gamma di prodotti XP Power 

• Premier Farnell amplia l’offerta di prodotti per test e misurazioni 

• TTI è ‘Distributore dell’Anno’ secondo C & K 

• Mouser premiata da Kemet 

• I connettori Molex disponibili da RS Components 
Collaborazione tra Conrad e Weidmùller 

• La serie nRF91 di Nordic Semiconductor da Rutronik 

• Avnet Silica è ‘Distributore dell’Anno’ di ON Semiconductor 

• Crittografia e blockchain per difendersi dagli hacker 

• STMicroelectronics acquisisce Draupner Graphics 

• Quattro nuove sedi per Solidworld e THE3DGROUP 

• Watson, l’IoT di IBM, accelera le trasformazioni aziendali in Europa 


PRODUCTS http://elettronica-plus.it/products/ 


• Il nuovo controller PSE conforme IEEE 802.3bt di Analog Devices 

• MAX20069 per display automotive più grandi 

• La nuova soluzione di Toshiba per motori microstepping ad alta definizione 

• Analog Devices: regolatore/charger sincrono monolitico multi-chemistry 

• Toshiba annuncia le memorie BiCS FLASH a 96 strati con tecnologia QLC 

• MORNSUN: nuova serie di convertitori AC/DC da 5W 

• TDK amplia la gamma di alimentatori modulari QM con modelli fino a 18 uscite 

• I nuovi oscilloscopi Infiniium UXR di Keysight 

• ams migliora i suoi sensori per gas CCS8xx 

• binder: lampade LED con filettatura M12 e protezione IP69K 

• Tektronix: nuova opzione per gli MSO Serie 5 e 6 per la decodifica SPMI 

• Cadence rilascia la versione 2018 di Sigrity 
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DEFINIZIONE 


NUOVA SERIE DI OSCILLOSCOPI 
A 12 BIT HDO-A: 


• ADC con risoluzione a 12 bit 

• 200 MHz - 1 GHz, fino a 10 GS/s 

• Modelli con 4 e 8 canali 

• Front End a basso rumore con 
precisione DC da 0,5 % 

• 16 canali digitali per applicazioni 
a segnali misti 
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ARRABBIATO 
PER LA CATTIVA 
LUCE? 



PASSA AGLI 

APPARECCHI 

LEDVANCE. 


ATTRAENTI. UNICI. FUNZIONALI. 

La cattiva luce ti fa arrabbiare? Rilassati! 

La nuova gamma di apparecchi di illuminazione LED di 
LEDVANCE combina innovazione, tecnologia e design. 
Con LEDVANCE l’estetica incontra la funzionalità. 




LEDVANCE.IT 


LEDVANCE 
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DATA MODLIL 

MEDICAI. DISPLAY 
SOLUTIONS 


DATA MODUL è leader nella produzio¬ 
ne e nello sviluppo di soluzioni visual 
per l’industria medicale. 



ALL TECHNOLOGIES. ALL COM PETEN CI ES. ONE S PECI ALI ST. 


> Monitors e panel PC professionali 

> Tecnologie display e touch innovative 

> Moduli COM e SBCs su base X86 e ARM 


> Certificati DIN EN ISO 13485:2016 

> Prodotti in conformità allo standard IEC60601-1 

> Gestione estesa di ciclo di vita del prodotto 


DATA MODUL Italia S.r.l. | Viale Cooperazione, 15 | 20095 Cusano Milanino - MI - Tel. +39 02 664 098 68 | italy@data-modul.com | www.data-modul.com 



































IL btGRETO DI UNA CORRETTA 


PER LAMPADE WATERPROOE 



PADOVA □ MILANO □ TORINO □ FIRENZE □ NAPOLI □ ROMA 


STRG&T LIGHTING 


STAGE LIGHTING EMBÈDDED LIGHTING 



Voi costruite le lampade più belle, progettate le soluzioni più innovative... 
noi vi diamo i migliori alimentatori che possiate trovare ma ad un prezzo 
molto interessante. 

La RAFI ELETTRONICA S.r.l. insieme a Mean Well presentano la nuova 
gamma di alimentatori switching per illuminazione a led da 18 a 240 Watt, sei 
serie distinte, diversi modelli per svariate applicazioni, sia da INTERNO che da 
ESTERNO. 

Possibilità di customizzazioni su specifiche del cliente, range di ingresso da AC 
90 a 264 VAC e tensioni di uscita fino a 48 VDC. Alta affidabilità e costi molto 
competitivi. 

Grado di protezione IP64 / IP65/ IP67 con PFC (Power Function Control) attivo. 

Per maggiori informazioni su questi ed altri prodotti non esitate a contattare la 
RAFI ELETTRONICAS.r.l. 



RAFI ELETTRONICA SRL 

PIAZZALE EUROPA 9 
10044 PIANEZZA ( TO) 
TEL . 011/96 63 113 - 011/99 43 000 
FAX 011/99 43 640 
SITO WEB : www.rafisrl.com 
E-MAIL : rafi@rafisrl.com 








Progetta touchscreen migliori 
grazie alla simulazione. 



Visualizzazione di un array di elettrodi in un 
sensore touchscreen capacitivo e del modulo del 
campo elettrico quando un dito tocca lo schermo. 


Molti touchscreen diffusi oggi nell’elettronica di consumo si basano 
sul rilevamento capacitivo. Si immergono gli elettrodi in un materiale 
dielettrico, come il vetro, e viene applicata una differenza di 
potenziale, creando così un campo elettrostatico. Quando qualcuno 
tocca lo schermo, i campi e la capacità subiscono delle variazioni 
e il dispositivo può rilevare quale parte dello schermo è stata 
toccata. Per progettare sistemi touchscreen migliori, puoi affidarti 
alla simulazione: potrai modellare con precisione gli elettrodi, 
l’alloggiamento metallico circostante e altri componenti dielettrici. 

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare progetti, 
dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, dall’industria alla 
ricerca. Scopri i vantaggi che può portare alla progettazione di 
touchscreen capacitivi per l’elettronica di consumo. 

comsol.blog/touchscreens 


Il COMSOL 


EDITORIALE 


Mercato dei chip: il punto della situazione 



Le previsioni per il mercato dei chip sono tutte senza dubbio ottimistiche. Le più 
recenti analisi di mercato, come ad esempio quella pubblicata alla fine di agosto da 
Wsts, indicano per quest’anno un aumento del 15,7% del mercato dei semicondut¬ 
tori rispetto al 2017, che a sua volta ha fatto registrare un sostanzioso +21,6% nei 
confronti dell’anno precedente. Alla fine dell’anno il comparto dovrebbe valere 477 
miliardi di dollari. Si tratta di stime al rialzo rispetto a quelle annunciate in primave¬ 
ra dalla medesima società. Artefici di questo risultato sono soprattutto le memorie. 
Questa categoria dovrebbe, secondo stime Ihs, aumentare del 30,8% anno su anno. 
Escludendo le memorie, la crescita del mercato dei chip si attesterebbe, in base alle 
analisi di questa società di ricerche, sul 7,8%. Nel primo semestre di quest’anno ben 
11 tra le prime 15 aziende di semiconduttori hanno fatto registrare un incremento a 
due cifre rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente mentre sette di loro hanno 
aumentato il fatturato in una percentuale superiore al 20%. Tra queste, ovviamente, i 
cinque principali fornitori di memorie (Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba 
Memory e Western Digital/SanDisk). 

Più caute invece le previsioni per il prossimo anno: le previsioni di Wsts per il 2019 
indicano un +5,2%, mentre Ihs è ancora più prudente con un aumento del 4%. Le 
ragioni sono abbastanza ovvie. Innanzitutto il segmento delle memorie comincerà a 
rallentare a causa di una probabile sovraproduzione per le Nand e una erosione dei 
prezzi per le Dram. Senza dimenticare i mercati di destinazione. I nuovi driver come 
IoT, 5G, AI e guida autonoma (solo per citare alcuni tra i più gettonati) non sembrano 
ancora avere i volumi per sostituire handset (la cui domanda è in calo a causa della 
saturazione) e PC che per svariati anni hanno trainato la crescita del mondo dei chip. 

Filippo Fossati 
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Sì GLI APPARATI DI 
'M. ALTE POTENZE 


Per la progettazione di apparati di 
Utilizzando i regolatori |jModule 
in alta potenza ed è possibile 


Tony Armstrong 

Direttore Marketing, Power Products 
Anaiog Devices, Ine. 


M olti sistemi di comunicazione sono ali¬ 
mentati attraverso un backplane a 48V 
Di solito questa tensione di bus viene 
ridotta a un valore intermedio, tipicamente 12V, 
5V o anche inferiore, per alimentare i rack di 
schede all’interno del sistema. Tuttavia, la mag¬ 
gior parte dei sotto-circuiti o degli IC su queste 
schede richiede tensioni operative che vanno 
da 3,xV fino a soli 0,5V, con correnti che par¬ 
tono da decine di milliampere fino a centinaia 
di ampere. Di conseguenza, si rendono neces¬ 
sari dei convertitori DC/DC point-of-load (PoL), 
che permettano di passare da queste tensioni 
di bus più elevate a quelle di valore inferiore ri¬ 
chieste dai sotto-circuiti o dagli IC. Queste linee 
di alimentazione hanno dei requisiti stretti per 
sequencing, accuratezza della tensione, margi¬ 
natura e supervisione che devono essere tenuti 
in considerazione. Dato che in un apparato di 
comunicazione vi possono essere centinaia di 
POL di alimentazione, ai progettisti di sistema 
serve un modo pratico per poterli gestire ri¬ 
guardo a tensione d’uscita, sequencing e mas¬ 
simo valore di corrente ammissibile. Molti degli 
attuali processori digitali a tecnologia “deep 
submicron” richiedono che la tensione di I/O 
salga prima di quella di core; al contrario molti 
DSP richiedono che la propria tensione di core 
arrivi in anticipo rispetto a quella di I/O. Inoltre 
è necessaria anche una sequenza di power- 
down. Perciò i progettisti hanno bisogno di un 
sistema pratico per ottimizzare le prestazioni di 
sistema, apportando le variazioni necessarie 
e memorizzando la configurazione specifica 
per ciascun convertitore DC/DC, per ridurre gli 
sforzi di progetto. Inoltre, la maggior parte dei 
produttori di apparati di comunicazione subi¬ 
sce pressanti richieste di mercato per aumen¬ 
tare il throughput e le prestazioni dei sistemi, 


16- ELETTRONICA OGGI 472 - SETTEMBRE 20ì 8 





ANALOG DEVICES 


COMUNICAZIONE RICHIEDONO 
D'USCITA E SOLUZIONI COMPATTE 

comunicazione la potenza disponibile e l’ingombro ridotto sono cruciali, 
si riducono tempi di debug, si ottengono uscite 
razionalizzare lo spazio su scheda 


così come per raggiunta di nuove caratteristi¬ 
che e funzionalità. Nello stesso tempo, viene 
anche richiesta la riduzione generale dei con¬ 
sumi. Per esempio, una tipica sfida consiste nel 
ridurre i consumi complessivi riprogrammando 
i carichi di lavoro verso server sotto-utilizzati, 
permettendo così lo shutdown di altri server. 
Per poter soddisfare queste richieste, è essen¬ 
ziale conoscere l’assorbimento degli apparati. 
Un “digitai power management System” (DPSM) 
opportunamente progettato può fornire dati sul 
consumo che permettono di prendere le deci¬ 
sioni migliori in termini di gestione energetica. 
Uno dei principali vantaggi del DPSM consiste 
nella riduzione dei costi di progetto e in un più 
veloce time to market. I sistemi complessi mul- 
ti-rail si possono sviluppare in modo efficiente 
utilizzando un sistema di sviluppo completo e 
con un’interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva. 
Simili sistemi semplificano anche l”in-circuit te- 
sting” (ICT) e il debug di scheda permettendo 
variazioni attraverso la GUI invece di correzioni 
"volanti” sullo stampato. Grazie alla disponibili¬ 
tà di un sistema di telemetria dati in real-time, 
un altro vantaggio consiste nella possibilità di 
prevedere guasti nel sistema d’alimentazione e 
di prendere le opportune precauzioni. Fatto for¬ 
se ancor più significativo, i convertitori DC/DC 
con funzionalità di gestione digitale permetto¬ 
no lo sviluppo di sistemi di alimentazione green 
che rispettano le prestazioni stabilite (velocità 
di calcolo, di trasferimento dati ecc.) con un mi¬ 
nimo utilizzo di energia al point of load, scheda, 
rack e addirittura a livello di sistema, riducen¬ 
do i costi d’infrastruttura e il costo di gestione 
complessiva sull’intero ciclo di vita del prodot¬ 
to. Dopotutto, il maggiore costo operativo di un 
data center è costituito dall’energia elettrica 
utilizzata dall’impianto di condizionamento, che 


mantiene all’interno dei locali una temperatura 
“ottimale” per il funzionamento. Inoltre, i proget¬ 
tisti hanno comunque bisogno di convertitori 
di potenza relativamente semplici per alimen¬ 
tare diverse altre linee di alimentazione sulle 
proprie schede, ma le aree sulle quali devono 
collocarli sono sempre più ridotte. Questo è do¬ 
vuto, in parte, alla mancata possibilità di col¬ 
locare questi convertitori sul retro del circuito 
stampato, a causa del limite massimo di altezza 
componente di 2 mm che viene imposto dalla 
struttura a schede multiple, collocate fianco-a- 
fianco nei rack. Ciò che realmente serve non 
è altro che un alimentatore completo con form 
factor ridotto, che in caso di montaggio su PCB 
non ecceda i 2 mm. Una simile soluzione esiste, 
e verrà discussa nei dettagli in questo articolo. 

Soluzioni a convertitore 

I prodotti |jModule® di Analog Devices sono 
dei “System in a Package” (SiP) che riducono 
al minimo il tempo di progetto e risolvono i 
problemi di densità su scheda che si riscon¬ 
trano comunemente. I |jModule rappresentano 
delle soluzioni complete per la gestione dell’a¬ 
limentazione con controllore DC/DC integrato, 
transistor di potenza, condensatori d’ingresso 
e uscita, componenti di compensazione e in¬ 
duttore, in un compatto package BGA o LGA 
a montaggio superficiale. Utilizzare nei propri 
progetti i (jModule di ADI può ridurre signi¬ 
ficativamente, a seconda della complessità 
del progetto, la quantità di tempo necessaria 
a completarlo. La famiglia pModule trasferi¬ 
sce dal progettista al dispositivo la scelta dei 
componenti, l’ottimizzazione e il layout, accor¬ 
ciando il tempo di progettazione e collaudo, 
contribuendo decisamente al miglioramento 
del time to market. I pModule integrano i com- 
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ponenti discreti utilizzati nei progetti power di 
elaborazione dei segnali e di isolamento, in un 
compatto form factor IC-like. Supportato dai ri¬ 
gorosi procedimenti di collaudo e di verifica 
di affidabilità di ADI, il portafoglio di prodotti 
[jModule semplifica il progetto e la disposi¬ 
zione su scheda dei sistemi di conversione di 
potenza. La famiglia dei prodotti [jModule com¬ 
prende un’ampia gamma di applicazioni quali 
regolatori point-of-load, carica batterie, LED 
driver, sistemi di gestione alimentazione (ali¬ 
mentatori a controllo digitale PMBus), converti¬ 
tori isolati. Come soluzioni altamente integrate, 
con i file Gerber per i PCB disponibili per ogni 
dispositivo, i [jModule risolvono i limiti di tem¬ 
po e spazio, offrendo un alto livello di efficien¬ 
za e affidabilità e, con l’impiego di componenti 
selezionati, un basso livello di EMI conforme 
agli standard EN55022 classe B. Questo dà al 
progettista la certezza che il sistema finale ri¬ 
spetterà i criteri più restrittivi in termini di ru¬ 
more, per essere conforme ai diversi standard 
industriali suH’immunità ai disturbi. Inoltre, 
dato che le risorse di progetto vengono messe 
a dura prova dall’aumento della complessità di 
sistema e da cicli progettuali sempre più brevi, 
l’attenzione cade sugli aspetti chiave della pro¬ 
prietà intellettuale del sistema stesso. Spesso 
questo significa che, durante lo sviluppo, l’ali¬ 
mentatore viene messo da parte fino alle ulti¬ 
me fasi. Con poco tempo a disposizione e forse 
anche poche risorse per la progettazione spe¬ 
cialistica dell’alimentazione, c’è una notevole 
pressione per trovare rapidamente una solu¬ 
zione ad alta efficienza e dagli ingombri il più 
possibile contenuti; utilizzando al contempo 
anche il retro del PCB per il massimo sfrutta¬ 
mento degli spazi. Questo è l’ambito in cui il re¬ 
golatore [jModule rappresenta la risposta ide¬ 
ale; concettualmente è complesso all’interno, 
ma semplice visto da fuori - l’efficienza di un 
regolatore switching con la semplicità di pro¬ 
getto di un lineare. Una progettazione oculata, 
la disposizione sul PCB e la scelta dei com¬ 
ponenti sono fattori estremamente importanti 
nella realizzazione di un regolatore switching e 
molti progettisti esperti hanno sentito, agli inizi 
delle loro carriere, l’odore inconfondibile di un 
PCB bruciato. Quando il tempo o l’esperienza 
nella progettazione sono limitati, il [jModule fa 
risparmiare tempo e riduce i rischi di proget¬ 
to. Un esempio recente di soluzione [jModule 
ultrasottile è rappresentato dall’LTM4622. 



Fig. 1 - L'LTM4622(A) può essere montato sul lato inferiore 
di un PCB 

Quest’ultimo è un regolatore step-down a due 
canali da 2,5A, o singolo su due-fasi da 5A di 
uscita in package LGA ultrasottile di 6,25 mm 
x 6,25 mm x 1,8 mm. Con un’altezza all’incirca 
simile a quella del case di un condensatore di 
tipo 1206, la sua struttura ultrasottile permette 
il montaggio sul lato superiore della scheda. Il 
profilo ridotto consente di rispettare gli stretti 
requisiti in altezza come quelli richiesti dalle 
schede PCIe e nelle “mezzanine card" di tipo 
avanzato nei sistemi embedded, come illustra¬ 
to nella seguente figura 1. 

Inoltre, è stato recentemente rilasciato l’LT- 
M4622A. Variante dell’LTM4622, questa versio¬ 
ne "A” presenta una tensione d’uscita più eleva¬ 
ta, da 1,5V a 12V, rispetto alla versione non-A 
che va invece da 0,6V a 5,5V. Questo consente 
al progettista, se sistema lo richiede, di dispor¬ 
re di un più ampio intervallo di tensioni d’usci¬ 
ta nella fascia alta. In ogni caso, il range di ten¬ 
sioni d’ingresso va da 3,6V a 20V I regolatori 
[jModule DC/DC Power by Linear forniscono 
anche un modo semplice per disporre sia di 
alta potenza che di capacità DPSM. Dato che 
per correnti di carico elevate molti dei regola¬ 
tori [jModule si possono collegare in parallelo 
con una precisa ripartizione del carico (diffe¬ 
renze nominali inferiori all’ 1% tra un dispositi¬ 
vo all’altro), si possono ridurre i rischi poten¬ 
ziali di formazione di hot-spot. Inoltre, soltanto 
uno dei regolatori [jModule deve possedere la 
caratteristica DPSM, dato che può fornire la 
completa interfacciabilità digitale anche se i 
restanti dispositivi [jModule collegati in paral¬ 
lelo non hanno il DPSM integrato. 

Con i dispositivi DPSM un progettista di siste¬ 
ma può realizzare diverse funzioni, tra cui: 
•Configurare tensioni, definire complesse se¬ 
quenze di on/off, definire le condizioni di gua¬ 
sto come limiti di OV e UV e settare parametri 
come la frequenza di switching, i limiti di cor¬ 
rente, etc. attraverso un bus di comunicazione 
digitale. 
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• Sullo stesso bus di comunicazione, leggere 
importanti parametri operativi come tensione, 
corrente e potenza sia in ingresso che in uscita, 
temperatura interna ed esterna e, in alcuni dei 
nostri prodotti, misurare l’energia consumata. 

• Implementare un test di marginatura molto 
preciso in closed-loop sui propri progetti, così 
come il trim delle tensioni d’alimentazione a li¬ 
velli estremamente precisi. 

• Questi dispositivi sono stati progettati per 
essere autonomi. Una volta configurati, in pre¬ 
senza di tensione di alimentazione all'ingres¬ 
so attivano la sequenza delle alimentazioni, 
regolano con grande accuratezza le tensioni 
ai point of load, eseguono il continuo monito¬ 
raggio di tensione e corrente implementando, 
nello stesso tempo, uno schema di gestione 
guasti configurabile, e memorizzano in modo 
non-volatile, in caso di guasto, le informazioni 
sullo stato del sistema d’alimentazione. 

• I dispositivi DPSM possono essere collegati 
in cascata per realizzare sistemi di grandi di¬ 
mensioni, mediante un bus dedicato inter-chip. 

• I gModule integrano una NVM interna per la 
configurazione del dispositivo e la possibilità 
di memorizzare i guasti. 

• Questi dispositivi contengono porte di co¬ 
municazione I2C/PMBus e utilizzano un set di 
comandi standard PMBus per il controllo e la 
gestione del sistema d’alimentazione. 

• Questi PSM sono supportati da una comune 
GUI LTpowerPlay®. LTpowerplay è una GUI de¬ 
stinata ai progettisti, sviluppata tenendo conto 
in modo particolare delle esigenze di progetta¬ 
zione e di debug dei sistemi di alimentazione, 
nonché di quelle relative all’assistenza remota 
del cliente. 

A questo proposito, la figura 2 mostra lo sche¬ 
ma di un POL più DPSM da 180 A re a lizzato con 
un LTM4677 (regolatore gModule 36A DPSM) 
collegato in parallelo a tre LTM4650 (regolatori 
gModule 50A). 

Conclusioni 

Nei moderni apparati di comunicazione i dispo¬ 
sitivi di conversione di potenza, con caratteristi¬ 
ca DPSM e profili ultrasottili, forniscono al pro¬ 
gettista di alimentatori un mezzo semplice ed 
efficace per ottenere uscite in alta potenza con 
tensioni di core a partire da 0,5V, con un erro¬ 
re massimo DC di ±0.5% in temperatura, come 
quelle richieste dai più recenti ASIC, GPU e FPG A 
sotto i 20nm. In caso di limiti di spessore l’uti- 



Fig. 2 - La combinazione di un [iModule DPSM LTM4677 & 3 
regolatori gModule LTM4650 fornisce 186A a IV, partendo 
da un ingresso nominale di 12V 

lizzo di un gModule a profilo ultrasottile, come 
l'LTM4622(A), con un’altezza su scheda di meno 
di 2 mm, permetterebbe l’utilizzo del lato inferio¬ 
re, che in caso contrario rimarrebbe inutilizzato. 
Questo non solo consente di risparmiare spazio 
prezioso sui PCB, ma riduce anche il raffredda¬ 
mento necessario grazie al suo elevatissimo li¬ 
vello di efficienza. Per concludere, l’uso dei rego¬ 
latori gModule negli apparati di comunicazione 
è più che giustificato, dal momento che posso¬ 
no ridurre significativamente i tempi di debug e 
permettere un più razionale utilizzo degli spazi 
su scheda. Questo riduce i costi di infrastruttura, 
così come quelli di gestione nel periodo di vita 
utile del sistema. Per le aziende che progettano e 
realizzano questi apparati e per quelle che li uti¬ 
lizzano nei propri data center dopo l’istallazione, 
si tratta di una combinazione vincente. 


ANALOG DEVIDES 
www.analog.com 
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Flash seriale di tipo NAND 
da 1 Gbit con velocità massima 
di trasferimento dati di 83 MB/s 

Francesco Ferrari 

W inbond Electronics ha annunciato l’introduzione di una memoria flash seriale di tipo NAND caratterizza¬ 
ta da una velocità di trasferimento dati di 83MB/S attraverso un’interfaccia QSPI (Quad Serial Peripheral 
Interface). La nuova memoria NAND seriale ad alte prestazioni di Winbond prevede anche una versio¬ 
ne con interfaccia quad duale a due chip che permette di ottenere una velocità di trasferimento dati massima di 
166MB/S. L’elevata velocità delle operazioni di lettura, quattro volte superiore rispetto a quella degli attuali disposi¬ 
tivi di memoria NAND seriali, permette l’u tilizz o della nuova flash W25N01JW in sostituzione delle memorie SPI di 
tipo NOR in applicazioni di data Storage per cruscotti o sistemi CID (Center Information Display). Ciò è importante 
per gli OEM che operano nel settore automotive poiché l’adozione di display grafici sempre più sofisticati nei cru¬ 
scotti e l’aumento delle dimensioni dei display dei CID (uguali o superiori a 7”) richiede la disponibilità di memorie di 
capacità di 1 Gbit se non superiori. A questi livelli di capacità le memorie flash seriali di tipo NAND hanno un costo 
unitario nettamente inferiore rispetto a quello delle flash NOR SPI, oltre a occupare un’area della scheda minore 
per Mbit di capacità di memorizzazione. Le memorie flash NOR SPI sono state per molti anni la tecnologia di memo¬ 
ria più comunemente adottata per i di¬ 
splay destinati al settore automotive 
grazie all’elevata velocità di lettura che 
era in grado di soddisfare i requisiti, in 
termini di boot (avvio), delle interfacce 
usate in questo comparto, nonché di 
garantire un’elevata affidabilità e un 
lungo periodo di data retention (capa¬ 
cità di mantenere inalterati i dati). Con 
l’aumento della velocità di trasferimen¬ 
to dati delle memorie NAND seriali 
a 83 MB/s - che eguaglia in tal modo 
la velocità di lettura delle flash NOR 
SPI utilizzate in ambito automotive - 
la nuova W25N01IW di Winbond è in 
grado di garantire la velocità in fase di 
avviamento (boot) richiesta e soddisfa¬ 
re i severi requisiti delle applicazioni 
grafiche più sofisticate. La nuova me¬ 
moria W25N01IW è inoltre conforme 
ai più stringenti requisiti di qualità e 
affidabilità imposti dal settore automo¬ 
tive. Realizzata sfruttando la tecnologia 
SLC (Single-Level Celi) ad alta affidabi¬ 
lità e in grado di implementare codici 
di correzione degli errori (ECC) a 1 bit 
su tutte le operazioni di lettura e scrittura, questa memoria risulta conforme, in termini di endurance (numero di 
cicli supportati prima che si manifestino guasti), data retention e qualità, ai requisiti dello standard AEC-Q100 e alle 
specifiche Jedec relative. Il dispositivo W25N01IW opera nel range di temperature compreso tra -40° C e +105 °C 
ed è in grado di conservare i dati per un periodo di 10 anni a 85 °C dopo 1.000 cicli di PE (Program/Erase), mentre i 
dispositivi eMMC, ora ampiamente utilizzati per la memorizzazione dei dati nei CID dei veicoli di fascia alta, possono 
conservare i dati per un tempo molto inferiore (a parità di condizioni operative) anche quando utilizzati in modalità 
SLC. La memoria W25N01IW è disponibile in campioni nella versione con capacità di 1 Gbit. L’implementazione 
a due chip, che supporta la modalità Quad I/O doppia, ha una capacità di memoria pari a 2 Gbit e garantisce una 
velocità di trasferimento massima di 166 MB/s. La memoria è disponibile in versioni per applicazioni industriali e 
automotive in grado di funzionare in un intervallo di temperature esteso fino a 105 °C. Essa è compatibile con i pro¬ 
tocolli delle memorie flash NAND SPI ed è alloggiata in package standard TFBGA e WSON di dimensioni pari a 8 x 
6 mm compatibili a livello di piedinatura con i prodotti flash NOR SPI standard. 



La nuova flash NAND W25N01JW di Winbond si propone come un'alternativa affidabile 
a basso costo alle flash NOR SPI di capacità di 1 e 2 Gbit nel campo dei cruscotti e dei display 
per applicazioni automotive 
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Sensore automobilistico 
per il rilevamento della posizione 
del cambio trasmissione nei veicoli 
ibridi, elettrici e convenzionali 

Francesco Ferrari 

I l nuovo sensore di posizione magnetico rotativo a doppio die dotato di un’interfaccia I 2 C AS5200L di ams 
è stato ideato per semplificare lo sviluppo di nuovi progetti nelle applicazioni automobilistiche fonda- 
mentali per la sicurezza e con vincoli di spazio. 

Conforme alle specifiche AEC-Q100 Grade 1, AS5200L è la più recente aggiunta all’ampio portafoglio di 
sensori di posizione magnetici di ams, dotato di un esclusivo set di funzionalità dedicato alle funzioni di con¬ 
trollo drive-by-wire delle trasmissioni elettrificate, come il cambio shift-by-wire per entrambe le versioni di 
innesto, a leva tradizionale e rotativo, sia anche per applicazioni “pedale”. La sovrapposizione dei die per¬ 
mette di accoppiarli a un singolo magnete di piccole dimensioni, con misurei in uscita identiche da ciascun 
die. Per ciascun die sono previsti pin separati, allo scopo di evitare che un guasto elettrico nel dispositivo 
possa compromettere entrambi i die. 

Come tutti i sensori di posizione magnetici di ams, 1’ AS5200L trae vantaggio dall’immunità intrinseca ai cam¬ 
pi magnetici parassiti e restituisce misure altamente accurate e ripetibili anche in ambienti ad alto rumore 
magnetico. Questo permette un’elevata affidabilità e costi del sistema ridotti in considerazione del fatto che 
non è necessaria la schermatura, al contrario di quanto avviene nei chip sensori di posizione magnetici dei 
concorrenti. L’AS5200L è alloggiato in un package MLF-16, con un ingombro disoli 5 mmx 5 mm, pad espo¬ 
sti e lati saldabili per un’ispezione semplice e veloce delle saldature a livello di scheda. L’AS5200L è una so- 
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INGRESSO DC AMPIO 
INTERVALLO PER LA FERROVIA 

Intervallo di tensioni d’ingresso 4:1,10:1 e 12:1 
DC/DC montati su circuito stampato da 8 W fino a 240 W 
Isolamento base o rinforzato da 3 kV 
Temperatura di funzionamento da -40°C a +100°C 
Certificati UL 60950 ed EN 50155, marchio CE 
Conformi a EN45542-2 
Disponibili moduli scaricatori RIA12 
Nessun requisito di carico minimo 
Produzione certificata IRIS/AFAQ 
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SCHEDE DI 
VALUTAZIONE RIA12 

Prototipazione rapida 
Certificato RIA12 (385 V) 

Filtro CEM EN50121 -3-2 
Versioni 24V/48V e 110V 

Footprint per DC/DC 2”x1 ’’ 
oppure 'A o Vi brick 

Fino a una corrente di uscita di 40 A 
Condensatore di hold up esterno 
Funzione EN isolata 
Morsetti a leva 
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con vincoli di in¬ 
gombro significa¬ 
tivi, come leve del 
cambio e pedali, e 
in molte altre ap¬ 
plicazioni dei po¬ 
tenziometri senza 
contatto come ma¬ 
nopole e joystick. 
La presenza di 
un’interfaccia I2C 
facilita la program¬ 
mazione dei parametri operativi per mezzo di un microcontrollore host senza la necessità di un program¬ 
matore dedicato. AS5200L può inviare le sue misure angolari tramite l’interfaccia I 2 C o in forma di segnale 
PWM. Le misurazioni angolari sono restituite a risoluzione di 12 bit e l’errore massimo attribuibile alla non¬ 
linearità intrinseca è ±1°. L’AS5200L presenta consumi energetici bassi sia in modalità attiva che in stand- 
by. Una modalità intelligente a basso consumo riduce automaticamente l’assorbimento a una corrente me¬ 
dia di appena 1,5 mA a fronte di una scansione ogni 100 ms. Il sensore, per impostazione predefinita, misura 
la rotazione su una scala completa da 0° a 360°. È possibile impostare un range più piccolo impostando una 
posizione di partenza e di arresto nella memoria programmabile (OTP) del chip. Per richiedere campioni e 
ulteriori informazioni tecniche, è possibile visitare la pagina www.ams.com/Position-Sensors/AS5200L 


Il sensore AS5200L di ams è adatto all'uso nelle applicazioni fondamentali di sicurezza di tipo "drive-by-wire" 
nel settore auto 


luzione particolar¬ 
mente utile per i 
progettisti di siste¬ 
mi automobilisti¬ 
ci che intendono 
implementare sen¬ 
sori di posizione 
rotativi affidabili e 
precisi nelle appli¬ 
cazioni di elettrifi¬ 
cazione dei veicoli 


Commutazione più veloce 
con i driver GaN 

Arianna Rajabi 
Texas Instruments 

I l mondo in cui viviamo viaggia ad alta velocità, è “affollato di tecnologia e richiede costantemente sem¬ 
pre maggiori prestazioni”. I progettisti di soluzioni per l’alimentazione devono quindi sviluppare soluzioni 
sempre più piccole, veloci ed efficienti. In applicazioni come ad esempio i LIDAR ( Light Detection and 
Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), le soluzioni delle precedenti generazioni funzionavano 
solo a centinaia di kilohertz. Le piattaforme più recenti che richiedono maggiore raggio d’azione e maggiore 
accuratezza devono essere 10 volte più veloci, con impulsi laser al di sotto dei 5 ns. 

Per ottenere prestazioni non convenzionali è necessaria una tecnologia non convenzionale. Solo il nitruro 
di gallio (GaN) può fornire una tale velocità con prestazioni ottimali. Tuttavia, per sfruttare appieno la po¬ 
tenza del GaN, è necessario un driver in grado di gestire tali livelli di frequenza. Una frequenza di commu¬ 
tazione molto elevata è necessaria per le infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione, come 
il tracciamento dell’inviluppo 5G, un metodo di alimentazione fondamentale grazie al quale è garantito il 
funzionamento dell’amplificatore di potenza al massimo dell’efficienza in ogni punto della trasmissione. La 
Figura 1 mostra le perdite derivanti dai metodi tradizionali di alimentazione della tensione rispetto ai metodi 
di tracciamento dell’inviluppo resi possibili dal GaN. Il progetto per stadio di potenza GaN multi-megahertz 
per convertitori DC/DC ad alta velocità di TI, che utilizza il driver a semi ponte LMG1210 realizzato in GaN, 
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permette il funzionamento a 50 MHz e 
garantisce elevati livelli di efficienza 
tramite il controllo regolabile dei tempi 
morti, particolarmente utili nelle comu¬ 
nicazioni 5G. 

La capacità del driver di controllare i 
tempi morti è un parametro fondamen¬ 
tale nella progettazione dei convertitori 
ad alta frequenza ed è particolarmente 
importante in quanto permette di au¬ 
mentare la frequenza di funzionamen¬ 
to. La funzione di controllo dei tempi 
morti integrata nel dispositivo consen¬ 
te di ottimizzare il design al fine di otte¬ 
nere la massima efficienza. Questa tec¬ 
nologia è di particolare interesse per i 
LIDAR in applicazioni di rilevamento, 
monitoraggio e mappatura. Tuttavia, i 
tecnici hanno bisogno dei driver laser 
più veloci possibile per ottenere un’al¬ 
ta risoluzione nella visione tramite LIDAR. Il progetto di riferimento per unità laser per LIDAR ad alta riso¬ 
luzione è dotato del driver low-side LMG1020; le sue prestazioni a 60 MHz/ns forniscono impulsi al di sotto 
dei nanosecondi per ottenere le migliori prestazioni nelle applicazioni laser LIDAR. L’aumento della densità 
di potenza nel più piccolo driver GaN del settore consente di realizzare una vasta gamma di prodotti per 
la visione industriale LIDAR, mentre gli impulsi brevi sono conformi agli standard di sicurezza dei laser a 
infrarossi (IR). Il tracciamento dell’inviluppo 5G e i sistemi LIDAR, oltre ad altre tecnologie, richiedono ec¬ 
cellenti prestazioni ad alta velocità, rese possibili solo dal GaN. La gamma di prodotti al GaN di TI, inclusi i 
driver GaN, offre la velocità necessaria per stare al passo con le tecnologie del futuro. 
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Un nuovo MSO ad alta 
velocità e bassissimo 
rumore per misure più 
affidabili 

Il nuovo oscilloscopio midrange a segnali misti di Tektronix 
è caratterizzato da ampiezza di banda fino a 8 GHz e velocità 
di campionamento di 25 GS/s su 4 canali simultaneamente 

Alessandro Nobile 

I l nuovo oscilloscopio a segnali misti (MSO) Serie 6 di recente annunciato da Tektronix innalza sensibilmen¬ 
te la soglia delle prestazioni offerte dagli oscilloscopi di fascia media (midrange) grazie all’ampliamento 
dell’ampiezza di banda fino a 8 GHz e la possibilità di effettuare campionamenti a 25 GS/s simultaneamente 
sui 4 canali. Si tratta di un vero e proprio primato per oscilloscopi di questa classe che permette di soddisfare 
le esigenze dei progettisti impegnati nello sviluppo di sistemi embedded sempre più veloci e complessi. 

La velocità di campionamento di 25 GS/s su tutti i canali consente ai progettisti di visualizzare in maniera 
molto accurata fino a 4 segnali ad alta velocità contemporaneamente. Ad esempio è possibile visualizzare e 
analizzare simultaneamente tre canali dati e un clock di una memoria DDR3, con conseguente riduzione dei 

tempi richiesti per carat¬ 
terizzare completamente 
un progetto grazie a uno 
strumento che condivide 
i sistemi di campiona¬ 
mento tra i canali. 

Il nuovo MSO Serie 6 con¬ 
sente anche di incremen¬ 
tare l’affidabilità delle 
misure con i suoi ingressi 
a basso rumore, partico¬ 
larmente utili nelle im¬ 
postazioni a più elevata 
sensibilità, dove appun¬ 
to il rumore assume una 
particolare importanza. I 
moderni progetti di siste¬ 
mi embedded richiedono 
alimentazioni in DC “puli¬ 
te” e controllate in manie¬ 
ra precisa per fornire po¬ 
tenza a dispositivi ASIC e 
FPGA. In applicazioni di 
questo tipo, l’MSO Serie 
6 di Tektronix consente 
ai progettisti di effettua¬ 
re misure sui terminali 
(rail) di alimentazione 
con maggiore precisione 

L'MSO Serie 6 di Tektronix rappresenta un nuovo punto di riferimento nel settore degli oscilloscopi midrange e accuratezza riducendo 
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quindi il tempo richiesto per comprendere l'influenza dei disturbi ad alta frequenza su questi terminali pre¬ 
senti nel progetto. 

Basato sulla medesima piattaforma innovativa del diffuso MSO Serie 5, il nuovo oscilloscopio a segnali misti 
Serie 6 si distingue per la semplicità di aggiornamento che garantisce una protezione dell’investimento sul 
lungo termine. Introdotto lo scorso anno, l’MSO Serie 5 è il risultato di un design sviluppato “a partire da 
zero”. Esso si caratterizza per la presenza di un gran numero d’innovazioni che sono state trasferite sul nuovo 
MSO Serie 6 tra cui un’interfaccia utente molto intuitiva, un touchscreen capacitivo da 15,6” che supporta 
funzionalità di “pinch-zoom-swipe”, gli innovativi ingressi FlexChannel, un convertitore A/D a 12-bit in grado 
di garantire una risoluzione verticale fino a 16 bit, un design industriale completamente nuovo e il sistema 
operativo Windows 10 opzionale. 

Informazioni più dettagliate sui segnali 

Per soddisfare la necessità di avere informazioni più dettagliate sui segnali più veloci, l’MSO Serie 6 integra 
un nuovo preamplificatore (sotto forma di circuito ASIC) a basso rumore, identificato dalla sigla TEK061, che 
permette di ridurre drasticamente il rumore, soprattutto in presenza di segnali caratterizzati da ampiezze 
picco-picco dell’ordine delle centinaia di mVolt. Caratterizzato da una velocità di campionamento di 25 MS/s 
sui quattro canali, lo strumento garantisce una risoluzione di 16 bit a 200 MHz in modalità High Res. Ciò signi¬ 
fica che i progettisti possono non solo vedere i segnali che interferiscono sui rail di alimentazione, ma anche 
misurarli con un livello di accuratezza finora impossibile con un oscilloscopio. 

Al pari dell’MSO Serie 5, il nuovo oscilloscopio Serie 6 è aggiornabile e disponibile con un generatore di fun¬ 
zioni arbitrarie integrato, un DVM (voltmetro digitale) e un contatore delle frequenze di trigger (disponibili 
gratuitamente una volta registrato il prodotto), opzioni di protocollo e la possibilità di scegliere il sistema 
operativo. Come per l’MSO Serie 5, raggiunta di una sonda logica TLP058 trasforma ciascuno dei quattro in¬ 
gressi FlexChannel in otto ingressi digitali, garantendo in tal modo la maggiore flessibilità possibile in termini 
di configurazioni per un MSO. Anche l’ampiezza di banda dell’MSO Serie 6 può essere estesa partendo da 1 
GHz per arrivare a 8 GHz mediante un semplice aggiornamento della licenza. 

Funzionalità ampliate di analisi e decodifica 

Per le sue piattaforme della prossima generazione, Tektronix è impegnata ad aggiungere sempre nuove fun¬ 
zionalità al fine di soddisfare requisiti di mercato in rapida evoluzione, dando in tal modo ai progettisti la 
certezza che la scelta di questi oscilloscopi rappresenta la soluzione più idonea per le loro esigenze. Fin 
dall’introduzione dell’MSO Serie 5, Tektronix ha aggiunto le seguenti funzionalità che saranno disponibili su 
entrambe le piattaforme: 

• Opzioni per la decodifica e il supporto del trigger per bus CAN FD, MIL-STD-1553, ARINC429 e SENT 

• Opzioni per il collaudo di conformità seriale per Automotive Ethernet e USB 2.0 

• Opzione per l’analisi di potenza avanzata con due cicli di aggiornamenti gratuiti 

• Nuove funzionalità gratuite tra cui FastFrame Segmented Memory e autoset avanzato 

• In contemporanea al lancio dell’MSO Serie 6, Tektronix ha anche rilasciato la funzionalità Visual Trigger oltre 
a una nuova opzione per la ricerca, la decodifica e il trigger seriale di SPMI, un bus per la gestione della 
potenza conforme alle specifiche MIPI 

Nuove sonde opzionali ad alte prestazioni 

Per garantire una connessione più semplice in presenza di segnali veloci, Tektronix ha anche introdotto una 
serie di sonde avanzate, adatte quindi a supportare in modo adeguato le prestazioni offerte dall’MSO Serie 
6. TDP7700 è una linea di sonde TriMode con ampiezza di banda di 4, 6 oppure 8 GHz. Le sonde TriMode 
consentono ai progettisti di eseguire le misure sui segnali in modalità single-ended (a terminazione singola), 
differenziale e common mode (di modo comune) richieste per le analisi di bus ad alta velocità senza dover 
muovere o sostituire le sonde. 

Queste sonde utilizzano il connettore TekFlex che prevede la presenza di buffer attivi sulla punta della sonda 
per garantire la migliore fedeltà del segnale e ridurre le sollecitazioni meccaniche sui sottili punti di test e 
supporta un’ampia gamma di metodi di connessione con il DUT (Device Under Test) tra cui punte a saldare, 
connessione diretta oppure tramite appositi accessori portatili (browser) 

Oltre a ciò, le sonde TAP4000 e TDP4000 vanno ad ampliare la gamma di sonde attive (per misure in modalità 
single-ended e differenziale rispettivamente) di Tektronix e supportano ora un’ampiezza di banda fino a 4 
GHz. 

L’MSO Serie 6 può già essere ordinato e le spedizioni su scala mondiale avranno inizio entro l’autunno di 
quest’anno con prezzi a partire da 21.900 euro per i modelli con banda da 1 GHz. Per quanto riguarda le son¬ 
de, che saranno disponibili nel medesimo periodo, i prezzi partono da 7.120 euro. 
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La risonanza magnetica 
per la diagnosi delle batterie 

Stefano Bianchi 

L e ricerche sulle batterie stanno aumentando notevolmente, spinte dalle esigenze legate all’uso di fonti 
di energia alternative e la sempre maggiore diffusione dei veicoli elettrici. 

Questi driver aumenteranno ulteriormente la richiesta di batterie migliori e più sicure, ma al momento 
c’è una gamma piuttosto limitata di strumenti per diagnosticare le condizioni di una batteria senza essere 
costretti ad aprirla. 

Capire quando e perché una batteria ricarica¬ 
bile perde capacità o si guasta è ancora piutto¬ 
sto complesso, soprattutto se si deve evitare di 
aprirla, come accade per esempio negli impianti 
durante la loro fase di produzione. Gli ingegneri 
spesso non sono in grado infatti di determina¬ 
re la natura dei difetti o i guasti imminenti della 
batteria senza smontare il dispositivo, il che di 
solito provoca la sua distruzione. 

Un team di ricercatori della New York Universi¬ 
ty ha sviluppato una tecnica non invasiva basa¬ 
ta sulla risonanza magnetica che può diagnosti- 
care rapidamente ciò che accade in alcuni tipi 
di batterie, consente di determinare la quantità 
di carica rimasta e permette di rilevare i difetti 
interni e senza essere costretti ad aprirle. 

Questo tipo di analisi permette di assicurare 
una maggiore qualità e sicurezza delle celle e 
costituisce una fase fondamentale per il proces¬ 
so di produzione che può far risparmiare alle 
aziende costi significativi e impedire che si ve¬ 
rifichino pericolosi guasti delle batterie. 

La ricerca si è concentrata sulle batterie ricari¬ 
cabili agli ioni di litio (Li-ion), che sono normal¬ 
mente utilizzate in dispositivi come per esempio 
telefoni cellulari, PC portatili e molti altri dispo¬ 
sitivi elettronici. 

I ricercatori hanno adottato una procedura si¬ 
mile alla risonanza magnetica per analizzare e 
misurare i cambiamenti del campo magnetico 
delle celle elettrochimiche della batteria. In generale, i metodi di risonanza magnetica (MR) forniscono la 
capacità di misurare piccoli cambiamenti del campo magnetico e, di conseguenza, creare un’immagine di 
ciò che si trova all’interno di una struttura. 

La misurazione dei piccoli cambiamenti del campo magnetico indotto all’interno di una cella può essere 
utilizzata per valutare il livello di integrazione del litio nei materiali usasti per gli elettrodi e diagnosticare 
alcuni difetti delle celle che potrebbero derivare dal montaggio. 

Nel caso specifico, sono state esaminate batterie agli ioni di litio in diversi stati e con vari livelli di carica e 
condizioni (cioè alcune danneggiate e altre no). In questo modo è stato possibile associare i cambiamenti 
del campo magnetico che circondano le batterie nelle diverse condizioni interne, rivelando lo stato di ca¬ 
rica e determinati difetti come per esempio quelli che possono verificarsi durante il normale processo di 
fabbricazione. 

La tecnica dimostrata dai ricercatori è veloce, non distruttiva e non necessita della penetrazione di RF nella 
cella, consentendo di utilizzarla quindi anche per celle rivestite di materiale metallico. 

Questo permette di rilevare difetti nelle celle che potrebbero essere determinati anche in componenti non 
ancora finiti dal punto di vista del processo di produzione. 
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Schema del sistema utilizzato per rilevare le condizioni delle batterie messo a 
punto dai ricercatori della New York University 
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Le configurazioni cascode 
SiC permettono di sfruttare 
tutti i vantaggi dei 
semiconduttori WBG 


Sebbene i MOSFET SiC possano garantire notevoli incrementi in termini 
di prestazioni ed efficienza nei circuiti per la conversione di potenza, per 
ottenere i migliori risultati è necessario realizzare un progetto totalmente 
nuovo. I circuiti cascode in tecnologia SiC si propongono come un 
sostituto ideale permettendo di sfruttare immediatamente un gran numero 
di vantaggi tipici dei semiconduttori ad ampio bandgap 


Anup Bhalla 
VP Engineering 
UnitedSiC 

1 diodi al carburo di silicio e i MOSFET con tensioni 
nominali di 600 o 1.200V, già ampiamente disponi¬ 
bili sul mercato, consentono ai progettisti di siste¬ 
mi di potenza di sfruttare i vantaggi dei semicondut¬ 
tori ad ampio bandgap (WBG - Wide Band Gap) nei 
circuiti per la conversione di potenza come ponti ad H 
per incrementare l’efficienza energetica, la densità di 
potenza e garantire il funzionamento a temperature più 
elevate. Per ottimizzare i vantaggi di questi dispositivi 
il circuito dovrebbe essere progettato a partire da zero 
utilizzando circuiti ottimizzati per il pilotaggio del gate 
(gate drive) al fine di fornire le tensioni di innesco/di¬ 
sinnesco (turn on/turn off) asimmetriche richieste dai 
FET SiC, e componenti magnetici più piccoli, la cui ado¬ 
zione è resa possibile dal fatto che il carburo di silicio 
permette il funzionamento a frequenze più elevate. 

Un approccio del tipo appena descritto può essere 
adottato nel momento in cui si devono progettare nuo¬ 
ve apparecchiature avanzate come gli inverter per i 
veicoli elettrici e i sistemi di condizionamento della po¬ 
tenza per micro-generatori solari o eolici dove le pre¬ 
stazioni sono un fattore critico per il successo com¬ 
merciale. In ogni caso esistono numerose applicazioni 
già consolidate che potrebbero beneficiare di sensi¬ 
bili incrementi in termini di prestazioni ed efficienza, 
qualora fosse possibile effettuare l’aggiornamento con 
dispositivi WGB (come ad esempio i FET SiC) in modo 
rapido, semplice e senza costi aggiuntivi. Dal punto di 
vista ideale l'industria ha bisogno di individuare so¬ 


stituti dei dispositivi in silicio esistenti per consentire 
l’aggiornamento dei prodotti in un certo punto del loro 
percorso evolutivo. Ciò potrebbe avvenire nel momen¬ 
to in cui si vogliono introdurre versioni caratterizza¬ 
te da miglioramenti significativi oppure quando un 
componente diventa obsoleto. La sostituzione diretta 
di un MOSFET in silicio con un MOSFET SiC analogo 
non è possibile senza apportare revisioni al circuito, 
poiché il carburo di silicio richiede differenti tensioni 
per il pilotaggio del gate. Oltre a ciò, sorgono alcune 
complicazioni nel momento in cui la corrente deve flu¬ 
ire in senso inverso, come nel caso dei circuiti PFC in 
configurazione totem-pole o a semi-ponte di tipo “hard 
switched”: in situazioni di questo tipo il diodo intrin¬ 
seco (body diode) del MOSFET SiC è caratterizzato da 
una VF di circa 4V che causa un’elevata dissipazione. 
Un problema di questo tipo potrebbe essere superato 
ricorrendo a un diodo SiC in parallelo, caratterizzato 
da un valore di VF inferiore, ma una soluzione di que¬ 
sto tipo ha implicazioni non secondarie sugli ingombri 
e sui costi. Come potenziale sostituto diretto, un JFET 
SiC consentirebbe di evitare questi problemi, anche 
se bisogna tener conto di uno svantaggio di non poco 
conto: si tratta di un dispositivo “normalmente ON” 
mentre un MOSFET in silicio è un dispositivo “normal¬ 
mente OFF”. Un comportamento del primo tipo (nor¬ 
malmente ON) potrebbe risultare vantaggioso in appli¬ 
cazioni quali gli interruttori, ma non è consigliato per 
la conversione di potenza. 
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Configurazione cascode: una soluzione 
efficace e conveniente 

Tramite il collegamento di un JFET SiC con un tradizio¬ 
nale MOSFET di silicio in una configurazione cascode 
(Fig. 1) è possibile superare questo problema e incre¬ 
mentare in modo sensibile l’efficienza: in questo caso si 
abbina il comportamento “normalmente OFF” e il ridotto 
valore di VF del diodo intrinseco tipici del MOSFET in 
silicio con il basso valore di RDS(ON) di un dispositi¬ 
vo WBG. Il segnale di controllo proveniente dal circuito 
di pilotaggio del gate è applicato al gate del MOSFET. 
Se si tratta di una tensione positiva, il MOSFET viene 
innescato e quindi innesca pure il JFET SiC mediante 
un corto circuito tra gate e source. Quando il MOSFET 
viene disinnescato, la sua tensione di drain aumenta. 
Nel momento in cui raggiunge un valore pari a circa 
+7V, la tensione del gate del JFET SiC assume un valore 
negativo rispetto alla sua sorgente di 7V, sufficiente per 
disinnescare il JFET. Poiché il segnale di pilotaggio del 
gate è applicato al MOSFET, la configurazione casco¬ 
de può essere controllata utilizzando un circuito per il 
pilotaggio del gate standard. La tensione non è un pa¬ 
rametro critico e può assumere un valore fino a ±25V 
Oltre a ciò, essendo un dispositivo a bassa tensione, il 
MOSFET è caratterizzato da una RDS(ON) molto inferio¬ 
re rispetto a quella del JFET SiC. Il diodo intrinseco del 
MOSFET, inoltre, può vantare un recupero più veloce e 
un basso valore di VF e tale combinazione garantisce 
eccellenti prestazioni in termini di corto circuito e una 
notevole robustezza rispetto all’effetto valanga. Poiché 
la maggior parte della potenza è dissipata dal die JFET, 
la temperatura di funzionamento è definita dalla tecno¬ 
logia SiC. Teoricamente il limite sarebbe 250 °C, sebbe¬ 
ne alcune limitazioni imputabili al package impongono 
un valore più basso, compreso nell’intervallo tra 175 e 
200 °C. Una configurazione cascode MOSFET/JFET SiC 
integrata nel medesimo package mette a disposizione 
dei progettisti di sistemi di potenza un dispositivo a tre 
terminali che compendia le caratteristiche di un MO¬ 
SFET in silicio ad alte prestazioni con quelle tipiche di 
un dispositivo SiC, ovvero maggiore velocità di commu¬ 
tazione, migliore efficienza energetica e funzionamento 
a temperature superiori. 

Un esempio pratico 

Le configurazioni cascode in tecnologia SiC offerte 
nei package di potenza standard, come ad esempio 
TO-247 possono sostituire direttamente i MOSFET in 
silicio senza richiedere significativi re-design della 
scheda. Componenti di questo tipo sono ora disponi¬ 
bili sul mercato in versioni con tensioni nominali di 
650 e 1.200V e correnti nominali fino a 85A. 



Fig. 1 - Configurazione cascode con un JFET SiC 

Mediante una semplice ri-ottimizzazione dei resisto- 
ri esterni, essi possono essere controllati mediante 
i circuiti standard di pilotaggio per IGBT o MOSFET 
in silicio. Benché i tempi di transizione di innesco/ 
disinnesco più rapidi che caratterizza la tecnologia 
SiC richiedano una maggiore attenzione alle inter¬ 
ferenze EMI, questo problema può essere gestito in 
modo efficace controllando la velocità di variazione 
della tensione (dV/dt) e della corrente (di/dt) median¬ 
te resistori di gate di valore ideoneo. D’altro canto, il 
consumo del gate driver è notevolmente inferiore, con 
tutti i vantaggi in termini di affidabilità ed efficienza 
che ciò comporta. 

La svedese Micropower Group ha integrato configura¬ 
zioni cascode in tecnologia SiC in un caricabatteria tri- 
fase da 10 kW (Fig. 2) utilizzato in applicazioni di mani¬ 
polazione del materiale in sostituzione dei tradizionali 
MOSFET in silicio. Il re-design si è reso necessario nel 
momento in cui il produttore di MOSFET ha emanato 
un avviso di LTB (Last-Time-Buy - ovvero possibilità 
di effettuare un ultimo ordine) prima di dichiarare l’ob¬ 
solescenza di questi prodotti. Data la grande richiesta 
per questi caricabatteria, non c’era tempo per ripro¬ 
gettare il sistema utilizzando nuove tecnologie come 
appunto i MOSFET SiC per cui i progettisti della società 
hanno deciso di ricorrere a un componente sostituti¬ 
vo adeguato. Il progetto originale prevedeva 12 MO¬ 
SFET in silicio in configurazione PSFB (Phase-Shifted 
Full-Bridge). L’utilizzo dei tradizionali MOSFET planari 
è stata la prima alternativa a essere presa in conside¬ 
razione ma la loro bassa densità di corrente avrebbe 
richiesto l’uso di più dispositivi in parallelo, con conse¬ 
guente aumento del costo della BOM (Bill Of Material). 
Il team di progettazione ha anche valutato il ricorso a 
transistor a super-giunzione ma il verificarsi di mal- 
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funzionamenti inspiegabili nei 
prototipi ha fatto sorgere pa¬ 
recchi dubbi circa l’affidabilità 
dei diodi intrinseci. La sostitu¬ 
zione dei MOSFET con gli IGBT 
avrebbe impedito ai caricabat¬ 
teria di soddisfare le specifiche 
emanate da CEC (California 
Energy Commission) relative ai 
livelli minimi di efficienza. 

Durante la fase di valutazione 
della configurazione cascode 
SiC, i progettisti di Micropower 
hanno riscontrato la possibilità 
di far ricorso alle attuali tensio¬ 
ni di ±13V per il pilotaggio del 
gate e di poter beneficiare di 
una riduzione superiore al 66% 
della RDS(ON) per dispositivo. 

Oltre a regolare i valori dei resi- 
stori del gate driver, i progettisti 
hanno anche provveduto ad appor¬ 
tare una piccola variazione del tempo 
morto (dead time) del circuito di pilo¬ 
taggio. Tra le altre modifiche di lieve entità 
da segnalare l’utilizzo di circuiti snubber più 
piccoli ed economici e l’aggiunta di due condensatori 
di tipo Y per soddisfare le specifiche relative alla com¬ 
patibilità elettromagnetica (EMC). 

Oltre a ciò i dispositivi - realizzati da UnitedSiC - era¬ 
no caratterizzati da valori di tensioni nominali supe¬ 
riori di 250 V rispetto a quelli dei MOSFET impiegati 
nel progetto originario e, a differenza dei transistor a 
super-giunzione, l’affidabilità del diodo intrinseco era 
assolutamente garantita. Il costo complessivo della so¬ 
luzione non era superiore a quello del circuito origi¬ 
nale basato su MOSFET. I collaudi effettuati sui primi 


prototipi hanno evidenziato 
un incremento dell'efficienza 
in misura pari all’ 1 % ai livel¬ 
li di carico di funzionamen¬ 
to (Fig. 3). In un’applicazione 
dove sono in gioco potenze di 
8 kW, un miglioramento di que¬ 
sto tipo si traduce in un rispar¬ 
mio di 750 kWh nell’arco di 5 
anni. L’incremento di efficienza 
in presenza di carichi di valore 
ridotto si è aggirata intorno al 
10 %. 

Le analisi dettagliate compiu¬ 
te che hanno preso in esame 
aspetti quali comportamento in 
fase di commutazione, interfe¬ 
renze EMI irradiate e condotte, 
cicli termici per un periodo di sei 
mesi, esposizioni ripetute (20.000 
volte) a sovratensioni, corto cir¬ 
cuiti in uscita/disconnessioni del 
carico ed errori di fase dovuti a 
fenomeni di rimbalzo, non hanno 
evidenziato l’insorgere di errori. 
La risposta del sistema è risulta¬ 
ta sicura anche in presenza di sollecitazioni termiche 
imputabili a guasti delle ventole di raffreddamento. 
L’intero progetto è stato completato nell’arco di 12 
mesi, dalla fase concettuale alla produzione in serie 
e i caricabatterie così riprogettati sono caratterizzati 
da prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti 
senza alcun aggravio in termini di costi. 

Un aggiornamento che permette di sfruttare 
i vantaggi dei dispositivi WBG 

Le configurazioni cascode in tecnologia SiC sono 
quindi disponibili per l’uso nelle 
applicazioni di conversione della 
potenza esistenti e garantiscono un 
incremento dell’efficienza senza al¬ 
cun aggravio in termini di costi ri¬ 
spetto agli IGBT e a MOSFET in sili¬ 
cio. In grado di assicurare maggiori 
livelli di affidabilità e di densità di 
potenza rispetto ai MOSFET planari 
o a super-giunzione e caratterizza¬ 
ti da un elevato livello di flessibilità 
per quel che riguarda i circuiti per 
il pilotaggio del gate, queste confi¬ 
gurazioni permettono di sfruttare 
in modo semplice e in tempi brevi 
i vantaggi dei semiconduttori ad 
ampio bandgap nei circuiti ad alta 
potenza. 
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Fig. 3 - Miglioramento dell'efficienza ottenuto con una configurazione cascode SiC rispetto 
ai tradizionali MOSFET su silicio 



Fig. 2-11 caricabatterie 
tri-fase da 10 kW mod. Access 100 
di Micropower Group 


29 - ELETTRONICA OGGI 472 - SETTEMBRE 2018 









SOLID STATE RF ENERGY 


L’evoluzione dell’energia 
senza fili a stato solido 

I costi delle tecnologie a stato solido per la trasmissione di energia a 
radiofrequenza basate su nitruro di gallio scenderanno e trasformeranno 
così in modo radicale le nostre abitudini quotidiane 

Mark Murphy 

Senior Director Marketing & Business Development for RF Power 


MACOM 


Q uando due tecnologie in competizione si avvi¬ 
cinano alla parità di costo, la tecnologia in gra¬ 
do di garantire maggiori prestazioni conquista 
sempre il mercato. Una considerazione ovvia comun¬ 
que accettata nel mondo dell’elettronica embedded 
e negli ecosistemi dell’industria dei semiconduttori, 
anche se è influenzata da una miriade di fattori che 
determinano il momento del punto di flesso. 

Per un’ampia gamma di applicazioni che spaziano 
dalla cucina all’illuminotecnica, dal medicale all’au- 
tomotive e oltre, l’evoluzione simultanea nei sistemi di 
potenza RF (radiofrequenza) a stato solido e nei semi- 
conduttori è in procinto di trasformare vasti settori del 
mercato. A livello di sistema, le limitazioni intrinseche 
dei magnetron impiegati come fonti di calore ed ener¬ 
gia hanno stimolato una serie di notevoli innovazioni 
nella generazione controllata di alta potenza RF e tec¬ 
niche di radiazione. A livello di semiconduttori, le limi¬ 
tazioni delle prestazioni degli LDMOS hanno favorito 
l’ascesa del GaN-on-silicon per sviluppare le soluzioni 
più avanzate di generazione di RF con componenti allo 
stato solido. 

L’evoluzione parallela di tecnologie RF a stato solido e 
del GaN-on-silicon delinea il percorso per i produttori 
che competono per dominare i mercati consumer so¬ 
pra citati. Con il continuo progresso di tali tecnologie, 
la consapevolezza del mercato continua a crescere 
mentre i prezzi scendono: in sintesi si sta giungendo 
al momento favorevole per la loro adozione di massa. 

Oltre il magnetron 

La capacità di generare e amplificare segnali RF im¬ 
piegando dispositivi a stato solido non è affatto nuo¬ 
va, essendo la colonna portante delle comunicazioni 
senza fili. Ma l'energia senza fili a stato solido ha un 
potenziale applicativo enorme, che va oltre le classi¬ 
che applicazioni di trasmissione dati. Viene impiegata 
sempre di più per la generazione di calore, consenten¬ 



do maggiore efficienza e controllo rispetto alle tradi¬ 
zionali valvole magnetron che, tra le altre cose, hanno 
alimentato i forni a microonde nelle nostre case negli 
ultimi cinquantanni. 

Uno dei maggiori difetti dei sistemi di trasferimento 
di energia basati su valvole magnetron è l’impossibi¬ 
lità di misurare e regolare l’energia irradiata e riflessa 
all’interno della cavità. 

I magnetron generano energia con un sistema ad anel¬ 
lo aperto controllando in modo grossolano la potenza 
di uscita media. Invece, nelle sorgenti RF con molte¬ 
plici antenne e generatori allo stato solido, i livelli di 
potenza trasmessi e riflessi possono essere facilmente 
misurati e regolati ad anello chiuso. Viene così garanti¬ 
to un preciso controllo di frequenza, potenza di uscita, 
fase e modulazione del segnale RF (Fig. 1). I transistor 
RF a stato solido possono anche garantire un tempo di 
vita dieci volte maggiore dei magnetron, in virtù di una 
maggiore affidabilità. 

Opportunità di mercato 

Le applicazioni che inizialmente beneficeranno di que¬ 
sta tecnologia sono numerose ed è probabile che ne 
emergeranno altre al progredire della tecnologia stes¬ 
sa. Di seguito alcuni esempi di applicazioni nelle quali 
la trasmissione di energia senza fili troverà facilmente 
spazio nei prossimi anni: 
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Fig. 1 - Schema a blocchi che illustra la generazione di segnali RF 
mediante dispositive a stato solido per applicazioni di riscaldamento 

- Cottura a microonde a stato solido 

I classici forni a microonde, basati su magnetron, non 
posso regolare l’energia che viene riflessa dal cibo 
nella cavità durante la cottura. Tipicamente contengo¬ 
no un piatto girevole alla base della cavità, in modo da 
mediare la distribuzione di calore su tutto il volume 
del cibo riscaldato. Questo trasferimento impreciso 
di energia spesso produce cotture eccessive, punti 
surriscaldati, che abbassano il valore nutrizionale del 
cibo, e punti freddi che hanno un impatto negativo sul 
palato. 

Grazie all’impiego di amplificatori di potenza a stato 
solido e antenne con controllo ad anello chiuso tra 
amplificatori e sintetizzatori RF per regolare l’assor¬ 
bimento e la radiazione, è possibile dirigere l’energia 
con maggiore precisione, esattamente dove è richiesta 
per assicurare un controllo ottimale della temperatura. 
Invece che basarsi su sensori di umidità che misurano 
l’umidita nella cavità del forno (una misura indiretta 
che qualche volta viene implementata nei forni mo¬ 
derni), il forno a microonde a stato solido misura le 
proprietà stesse del cibo che sta cuocendo, adattan¬ 
do di conseguenza il sistema a variazioni di carico o 
di stato del cibo. Ciò facilita la ritenzione dei nutrienti, 
dell’idratazione e dei sapori del cibo. 

L’adozione dei forni a microonde a stato solido inizie¬ 
rà in ambito industriale e commerciale, dove il valore 
aggiunto offerto da questi sistemi giustificherà ampia¬ 
mente il modesto incremento di costo. I clienti otter¬ 
ranno notevoli vantaggi in termini di affidabilità del 
sistema, velocità di trattamento del cibo e produttivi¬ 
tà. Successivamente, questa tecnologia migrerà verso 
le cucine domestiche, portando il proprio valore ad 
evolvere da semplice meccanismo di riscaldamento a 
dispositivo capace di cucinare un pasto completo in 
modo più sano ed economico, con un’efficienza impa¬ 
reggiabile. 


- Illuminazione al plasma a stato solido 

L'illuminazione al plasma (LEP) si trova su una traiet¬ 
toria di sostituzione dei LED e delle lampade a scarica 
in applicazioni nelle quali essa supera le alternative 
tradizionali, avendo superato le problematiche di affi¬ 
dabilità e vita utile accennate prima. Tipicamente que¬ 
ste sono applicazioni in cui uno spettro di alta qualità 
è richiesto insieme ad un elevato flusso luminoso da 
una piccola area. 

Uno dei principali vantaggi delTilluminazione al pla¬ 
sma rispetto ai suoi predecessori è l’abilità di emette¬ 
re tanta luce da una sorgente molto compatta. Infatti, 
la densità di lumen prodotti è estremamente alta: ad 
esempio una lampada delle dimensioni di un dito pro¬ 
duce 10.000 lumen. Un LED ad alta densità di pari lu¬ 
minosità richiederebbe un’area di circa 50 cm 2 . 

Di conseguenza, l’illuminazione al plasma si adatta 
bene ad ambienti che richiedono luce intensa e di 
qualità superiore rispetto a quanto offerto da lampa¬ 
de alogene, a scarica o a LED, a parità di area. 

Le applicazioni di riferimento spaziano dai fanali dei 
veicoli, alle sale operatorie degli ospedali, ai labora¬ 
tori medici ed ai dispositivi medici come endoscopi 
e microscopi, fino a l’illuminazione di ambienti mol¬ 
to vasti come parcheggi, magazzini, stadi, aeroporti e 
porti. 

Un’applicazione in cui l’illuminazione al plasma ha già 
segnato una svolta è l’orticultura. Infatti, gli ambienti 
di cultura per mezzo di luce artificiale, sia grandi sia 
piccoli, beneficiano della particolare capacità di lam¬ 
pade al plasma di emettere uno spettro continuo, simi¬ 
le a quello solare, che include anche raggi ultravioletti 
A e B, senza la necessità di fosfori per la conversione 
secondaria come nel caso dei LED. 

- Applicazioni medicali 

Gli attuali dispositivi medicali oggi alimentati a RF 
sono progettati per scaldare cellule e tessuti per trat¬ 
tamenti termici come l’ablazione di tumori e la steri¬ 
lizzazione di batteri, a minima invasività. A livello del 
semiconduttore, i dispositivi che lavorano ad alte fre¬ 
quenze (lunghezze d’onda più corte) aumentano la 
precisione e il controllo del campo di energia a radio- 
frequenza per migliorare l’accuratezza del trattamen¬ 
to. Migliorano infatti i componenti che consentono di 
operare a potenze maggiori e di focalizzare tale ener¬ 
gia nel punto da trattare per deidratare o rimuovere 
del tessuto indesiderato. 

Anche la terapia dell’ipertermia sta emergendo rapi¬ 
damente come un’altra delle applicazioni cardine per 
questa tecnologia. Adottata tipicamente insieme ad 
altre terapie oncologiche, può essere impiegata per 
riscaldare localmente i tessuti tumorali. Il surriscalda- 
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mento controllato (da 40 °C a 42 °C), stressa le cellule 
tumorali e ne riduce la replicazione, senza impedire la 
normale riproduzione delle altre cellule sane. Questa 
tecnica ha il potenziale di diventare una delle princi¬ 
pali terapie del cancro nei prossimi anni. 

Guardando al futuro è possibile prevedere che i di¬ 
spositivi medicali di potenza RF saranno impiegati 
per riscaldare il sangue e gli organi per trasfusioni e 
trapianti. 

Nel primo caso questa modalità consente di scal¬ 
dare il sangue congelato e immagazzinato in modo 
veloce e uniforme, per evitare la creazione di tossine 
pericolose, consentendo così trasfusioni rapide in si¬ 
tuazioni di emergenza. Analogamente, la capacità di 
congelare e scongelare rapidamente gli organi dona¬ 
ti senza causare danni alle cellule aumenta il tempo 
d’immagazzinamento degli organi e incrementa le 
chance di trovare un buon abbinamento tra donato¬ 
re e ricettore, attraverso maggiori distanze nel tempo 
e nello spazio. 

- Candele di accensione 

Tra le numerose applicazioni di questa tecnologia, 
rimpianto di accensione degli autoveicoli ad alta ef¬ 
ficienza è forse l’esempio più interessante, dato l’e¬ 
norme impatto ambientale dei veicoli con motore a 
combustione interna. 

Oggi le candele sono impiegate per portare la corren¬ 
te elettrica da un sistema d’iniezione alla camera di 
combustione del motore dove viene generata la scin¬ 
tilla che innesca la miscela compressa di carburante 
ed aria. Tale tecnologia è in uso fin dalla sua invenzio¬ 
ne neH‘800, ma la potenza RF consente di aumentare 
l’efficienza del 10%, riducendo drasticamente le emis¬ 
sioni di biossido di carbonio. 

Sfruttando la potenza RF al posto della tradizionale 
candela, è possibile iniettare il carburante in modo 
più uniforme. Il controllo continuo e preciso offerto da 
questa tecnologia rende la combustione più efficiente, 
migliorando così il risparmio di carburante e riducen¬ 
do le emissioni. 

Di conseguenza, i produttori di automobili, alle pre¬ 
se con direttive sempre più stringenti sul tema del¬ 
le emissioni, sono estremamente interessati a questi 
sistemi per il vantaggio di tutti. Complessivamente, il 
risparmio di carburante fino al 10% rappresenta un 
passo avanti significativo nella riduzione delle emis¬ 
sioni. 

Tecnologie GaN-on-Si e LDMOS a un bivio 

L’innovazione sempre più rapida dei sistemi di po¬ 
tenza RF prosegue in parallelo all’evoluzione della 


tecnologia GaN-on-Si rispetto al processo LDMOS 
nell’ambito dei semiconduttori. I dispositivi basati su 
GaN ottimizzati per realizzare i sistemi di potenza a RF 
garantiscono un equilibrio ottimale tra prestazioni, ef¬ 
ficienza energetica, compattezza e affidabilità, a costi 
sempre più ridotti man mano che la produzione scala 
verso volumi elevati. 

I vantaggi prestazionali offerti dal GaN-on-Si rispet¬ 
to al LDMOS sono ben noti. Mentre in un transistor 
LDMOS è necessario individuare un compromesso tra 
potenza e frequenza operativa, un componente GaN- 
on-Si offre prestazioni eccellenti per entrambi questi 
parametri, a fronte di ulteriori vantaggi, quali come 
densità di potenza significativamente maggiore e la 
possibilità di scalare la tecnologia a frequenze più alte. 
Inoltre, il GaN-on-Si si distingue anche per l’eleva¬ 
ta efficienza, superiore del 10%. Se adeguatamente 
sfruttata, questa differenza di efficienza può avere 
un forte impatto a livello di sistema nelle applicazioni 
commerciali. 

La tensione di breakdown maggiore è un altro attri¬ 
buto degno di nota, in virtù della maggiore robustezza 
che conferisce alla soluzione finale. 

In termini di struttura di costi, considerando la su¬ 
periore densità di corrente e la scalabilità a fette da 
8 pollici, il GaN-on-Si offrirà una resa dei dispositivi 
molto superiore al LDMOS in termini assoluti di rap¬ 
porto costo/potenza, ancor prima di considerare i be¬ 
nefici a livello di sistema. 

La capacità dell’industria di supportare la produzione 
di GaN-on-Si su grandi volumi commerciali, di mante¬ 
nere magazzini e assorbire picchi di richieste è oggi 
ben consolidata. 

L’evoluzione simultanea della tecnologia e della fi¬ 
liera di distribuzione hanno consentito di scalare la 
struttura di costi ai livelli della produzione su larga 
scala, consentendo così di accelerare la penetrazione 
del GaN-on-Si nelle aree applicative commerciali che 
sfruttano la potenza a RF. Per i progettisti di sistema e 
gli integratori che valutano il rapporto prezzo/presta¬ 
zioni di dispositivi basati su tecnologia LDMSO, il GaN 
sta diventando sempre più attraente ed è destinato a 
rimpiazzarli completamente negli anni a venire con lo 
sviluppo di tali applicazioni. 

Uno sforzo coordinato 

Come accade per ogni tecnologia emergente, la velo¬ 
cità di adozione commerciale dipende principalmente 
dagli sforzi di collaborazione dell'industria che fissa 
degli standard condividi. Nel regno dell’energia a RF 
a stato solido, l’alleanza RF Energy Alliance (RFEA) 
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guida questa iniziativa con il supporto delle aziende 
leader, dai venditori di semiconduttori, agli integrato¬ 
ri ed oltre. 

Quest’alleanza no profit mira a favorire la standardiz¬ 
zazione di componenti, sistemi, interfacce applicative 
nell’ambito dei sistemi RF di potenza a stato solido. 
Conseguentemente, aiuterà anche a ridurre i costi e la 
complessità dei sistemi, semplificare l’integrazione e 
facilitare una rapida adozione nel mercato. 

L’alleanza lavora anche per ridurre le barriere di pro¬ 
getto e organizza frequenti workshop tecnici per svi¬ 
luppare delle linee guida industriali come la roadmap 
per gli amplificatori di potenza per applicazioni resi¬ 
denziali. 

Le applicazioni commerciali stanno risvegliando im¬ 
mense opportunità commerciali per i sistemi di ener¬ 
gia a RF basasti su dispostivi a stato solido in GaN, 
che eliminano tutte le limitazioni dei sistemi prece¬ 
denti basati su magnetron. 

Tuttavia, i progettisti di sistema sono per la maggior 
parte inesperti di questa tecnologia e le sfide di svi¬ 
luppo rischiano di rallentare il tempo di arrivo sul 
mercato. I distributori della tecnologia stanno ulte¬ 


riormente favorendo il raggiungimento di tale obiet¬ 
tivo grazie a un kit di sviluppo, come il Toolkit RF 
Energy di MACOM, che aiuta i progettisti ad acquisire 
famigliarità con tali tecnologie e adattarle in dettaglio 
alle specifiche uniche delle proprie applicazioni. 

I magnetron, quindi, stanno esaurendo la propria vita 
utile in molte applicazioni, così come le candele dei 
motori sono grave ritardo nella ricerca di un’evoluzio¬ 
ne. Entro i prossimi due anni i vantaggi di prestazioni 
ed efficienza si manifesteranno nei sistemi di cottura 
offerti commercialmente. 

L’adozione si allargherà ai campi deH’illuminotecnica, 
del medicale e del riscaldamento e asciugatura indu¬ 
striale. Si prevede che i sistemi d’iniezione al plasma 
RF raggiungeranno il mercato nel 2020. 

I costi di sviluppo e fabbricazione associati alla tecno¬ 
logia a stato solido del GaN continueranno a scendere 
fino ad intersecare le curve prezzo/prestazioni delle 
tecnologie precedenti. 

Quando ciò succederà, il modo in cui cuciniamo il no¬ 
stro cibo, illuminiamo i nostri spazi, curiamo le nostre 
malattie ed alimentiamo i nostri veicoli, sarà trasfor¬ 
mato in modo permanente. 
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LED DRIVER 


Gestire i gruppi ottici 
a LED con un solo 
controllore buck-boost 
da 2 MHz 


Il LED driver buck-boost LT8391A da 2 MHz, 60V, espressamente ideato 
per il controllo di stringhe di LED nei fari per auto utilizza la modulazione di 
frequenza spread-spectrum, in conformità ai requisiti dello standard CISPR 
25, Classe 5, relativo ai limiti EMI 


Keith Szolusha 

LED Drivers Applications Manager 
Analog Devices 

1 gruppi ottici a LED per auto comprendono, in un’u¬ 
nica unità, abbaglianti e anabbaglianti, luci diur¬ 
ne e, talvolta, luci di segnalazione e d’ingombro. I 
componenti del sistema possono avere requisiti com¬ 
pletamente diversi in termini di circuiti di pilotaggio 
(driver), per esempio relativi a tensione e corrente, to¬ 
pologie, livelli di potenza o funzioni univoche di rego¬ 
lazione dell’intensità. Solitamente per soddisfare tutti 
questi requisiti si utilizzano soluzioni distinte. L’uso di 
più driver, oltre a complicare le BOM e la produzione, 
può rendere difficoltosa l’osservanza degli standard 
EMI. Ogni driver supplementare aggiunge i suoi se¬ 
gnali ad alta frequenza al contenuto di EMI, compli¬ 
candone l’individuazione, la ricerca e l’attenuazione. 
Sebbene i gruppi ottici di ogni marca e modello di 
auto possa essere dotato di LED con correnti e tensio¬ 
ni molto diverse tra loro, solitamente la potenza mas¬ 
sima raggiungibile è di 30W totali. Tenendo presente 
questo aspetto, dovrebbe esserci una serie di driver 
in grado di soddisfare i requisiti di potenza e funzio¬ 
ni di ogni stringa di LED del sistema. La situazione, 
in realtà, è differente. Un driver di questo tipo deve 
prendere l’intervallo di tensioni della batteria relati¬ 
vamente ampio e, usando una topologia buck-boost, 
convertire l’ampia varietà di tensioni delle stringhe. 
Deve essere piccolo e versatile, adattarsi facilmente 
agli spazi ristretti dei fanali, produrre emissioni elet¬ 
tromagnetiche ridotte, ridurre al minimo il lavoro di 
ricerca e sviluppo e rendere superfluo l’uso di costo¬ 
si box metallici schermati. Inoltre dovrebbe essere ef¬ 


ficiente. Il controllore buck-boost LT8391A da 2 MHz 
Power by Linear di Analog Devices è perfettamente 
in grado di soddisfare tutti questi requisiti, rendendo 
possibile il controllo dell’intero sistema di fanaleria 
attraverso un unico dispositivo. 

Controller sincrono da 2 MHz con ridotte EMI 

LT8391A è il primo controller buck-boost da 2 MHz di 
questo tipo adatto per la regolazione della corrente 
dei LED. L’elevata velocità di commutazione (2 MHz) 
consente di utilizzare un solo piccolo induttore e so¬ 
luzioni di dimensioni ridotte per applicazioni LED ad 
alta potenza. A differenza dei convertitori monolitici, i 
cui switch di potenza sono alloggiati nel package del 
circuito integrato, i controllori come LT8391A posso¬ 
no pilotare switch esterni con correnti di picco molto 
più alte (ad es. 10A). 

Correnti di questo tipo distruggerebbero i piccoli 
package dei circuiti integrati dei normali convertitori 
integrati monolitici. Invece un controller con MOSFET 
sincroni esterni da 3 mm x 3 mm può fornire una po¬ 
tenza decisamente maggiore. Questi MOSFET posso¬ 
no essere alloggiati nelle immediate vicinanze delle 
capacità di by-pass degli hot-loop in modo da ridurre 
le emissioni EMI. L’architettura unica dell’amplificato¬ 
re di sense della corrente di picco dello switch preve¬ 
de il resistore di sense accanto all’induttore di poten¬ 
za, ossia all’esterno degli hot loop critici di ingresso 
e uscita, con conseguente riduzione delle emissioni 
elettromagnetiche. La modulazione di frequenza spre- 
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Fig. 1 - Il LED driver buck-boost LT8391A da 2 MHz 16V, 1,5A per auto è conforme allo standard CISPR 25, Classe 5, relativo ai limiti EMI 


ad-spectrum (SSFM) opzionale riduce ulteriormen¬ 
te i livelli di EMI. Il LED driver buck-boost LT8391A 
da 2 MHz, 16V, 1,5A (24W), illustrato nella figura 1, 



V„(V) 


Fig. 2 - Efficienza del LED driver della figura 1. Le misurazioni sono 
state eseguite con il LED driver demo DC2575A da 16V, 1,5A, con e 
senza componenti EMI opzionali 


vanta un’efficienza del 93%, con filtri EMI e resisten¬ 
ze di gate, come indicato nella figura 2. L’efficienza è 
superiore dell’1%-2%, senza componenti EMI opzio¬ 
nali. Con MOSFET da 3 x 3 mm e un solo induttore 
ad alta potenza, l’aumento di temperatura per questo 
convertitore è contenuto, anche a 24W di carico. Con 
una tensione d’ingresso di 12V, nessun componente 
supera la temperatura ambiente di oltre 25 °C. Con 
una tensione d’ingresso di 6V, il componente più cal¬ 
do non supera i 50 °C con un circuito stampato a 4 
strati standard e senza dissipatore di calore o flusso 
d’aria. Continua a funzionare con un pieno carico di 
24W nonostante le tensioni transitorie di 4,3V; oppu¬ 
re con una corrente di carico ridotta mediante dim- 
ming analogico o PWM quando si verificano cadute 
della tensione di ingresso per lunghi periodi. 

Il resistore di sense da 8A-10A consente questa po¬ 
tenza elevata in presenza di un valore VIN basso. 
LT8391A è dotato delle più recenti funzioni di dim- 
ming PWM e della protezione contro l'apertura dei 
LED. Questo dispositivo buck-boost sincrono regola 
la corrente attraverso una stringa di LED con una 
tensione che può o non può rientrare nell'interval¬ 
lo di tensioni di ingresso, ad esempio la batteria di 
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Fig. 3 - il circuito demo DC2575A LT8391A è conforme allo standard CISPR 25, Classe 5, relativo alle emissioni elettromagnetiche irradiate per 
il settore automotive 


un’auto da 9V-16V o quella 
di un camion (18V-32V). È 
in grado di funzionare con 
una tensione di 4,0V in 
condizioni di avviamento a 
freddo e resiste a tensioni 
transitorie fino a 60V L’L- 
T8391A offre un rapporto 
di dimming PWM fino a 
2.000:1 a 120 Hz e può uti¬ 
lizzare il suo generatore di 
dimming interno PWM per 
un rapporto fino a 128:1, 
senza bisogno di un clock 
PWM esterno. 



Fig. 4 - il circuito demo DC2575A LT8391A è conforme allo standard CISPR 25, Classe 5, relativo 
alle emissioni elettromagnetiche condotte per il settore automotive 


Standard CISPR 25 (EMI) per applicazioni 
automotive 

Il LED driver LT8391A da 2 MHz della figura 1 è pro¬ 
gettato per fari per auto. Utilizza componenti certifi¬ 
cati AEC-Q100 ed è conforme agli standard CISPR 25, 
Classe 5, relativi alle emissioni radiate. La modulazio¬ 


ne di frequenza spread-spectrum (SSFM) riduce le 
emissioni elettromagnetiche e opera senza sfarfallio 
contemporaneamente con il dimming PWM. 

Le sue dimensioni ridotte sono evidenziate dal picco¬ 
lo induttore e dai filtri EMI in ingresso e uscita par¬ 
ticolarmente piccoli (si faccia riferimento alla figura 
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7). Per i convertitori da 2 MHz non occorrono filtri LC 
di grandi dimensioni e per la riduzione delle EMI ad 
alta frequenza vengono utilizzate solo piccole ferriti. 
I convertitori ad alta potenza faticano a soddisfare i 


requisiti EMI per il settore automotive. Gli switch e gli 
induttori a potenza elevata, collocati su grandi circu¬ 
iti stampati accanto a grandi condensatori, possono 
creare hot loop indesiderati, soprattutto in presenza 


Tabella 1 - Controller buck-boost sincroni ad alta potenza e alta efficienza per soluzioni automotiv 

e 


LT8390 

LT8390A 

LT8391 

LT8391A 

Regolatore di tensione 


X 



LED driver 



• 

X 

Tensioni di ingresso/uscita a 60V 

X 

X 

X 

X 

Frequenza di commutazione 

150 kHz-650 kHz 

600 kHz-2 MHz 

150 kHz-650 kHz 

600 kHz-2 MHz 

Hot loop ottimizzato per bassi livelli di EMI 

X 

X 

X 

X 

Modulazione della frequenza 
spread-spectrum per bassi livelli di EMI 

X 

X 

X 

X 

Potenza di uscita 

450W+ 

50W+ 

450W+ 

50W+ 

Package 

QFN a 28 pin da 4 mm 
x 5 mm,TSSOP FEa 

28 pin 

QFN a 28 pin da 4 mm 
x 5 mm.TSSOP FE a 

28 pin 

QFN a 28 pin da 4 mm 
x 5 mm.TSSOP FEa 

28 pin 

QFN a 28 pin da 4 mm 
x 5 mm,TSSOP FEa 

28 pin 
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c. Da anabbafllanta a luci diurna 



Fig. 6 - Le forme d'onda indicano il passaggio tra stringhe di LED abbaglianti + anabbaglianti, anabbaglianti e luci diurne per l'applicazione 
multibeam LT8391A in figura 5 


di un resistore di sense di grandi dimensioni. L’ar¬ 
chitettura unica del buck-boost LT8391A elimina tale 
resistore da entrambe le coppie di switch per buck e 



Fig. 7 - Soluzione compatta: circuito demo da 2 MHz DC2575A, dotato 
di LT8391A, gestisce LED da 16 Va 1,5 A 


boost che formano gli hot-loop, consentendo la ridu¬ 
zione delle emissioni elettromagnetiche. Le figure 3 
e 4 mostrano le EMI misurate del LED driver da 24W 
illustrato nella figura 1. Nonostante una frequenza 
d’esercizio di 2 MHz e i 24W di potenza del control¬ 
ler, questo dispositivo buck-boost è conforme allo 
standard CISPR 25, Classe 5, relativo alle emissioni 
elettromagnetiche radiate e condotte. La Classe 5 
rappresenta il requisito più rigoroso e l’obiettivo della 
maggior parte dei test EMI per il settore automotive. I 
convertitori non conformi alla Classe 5 EMI sono pro¬ 
gettati al di fuori dei circuiti per auto oppure devono 
essere incapsulati in un’apposita schermatura me¬ 
tallica. La schermatura, nonostante sia voluminosa, 
solitamente non crea problemi di assemblaggio, però 
comporta dei costi. 

Buck-boost per applicazioni multi-beam 

I gruppi ottici a LED possono essere innovativi e di 
forma “creativa". Gli abbaglianti e gli anabbaglianti 
possono essere abbinati a luci diurne (DRL). Que¬ 
ste ultime servono solo quando gli abbaglianti e gli 
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Fig. 8 - Dimming PWM con opzioni PWM interne ed esterne; rispettivamente 1% e 0,05% 


anabbaglianti sono spenti, pertanto è possibile usare 
un solo LED driver per alimentare i LED di questi fari 
o le luci diurne. Questo vale solo se il LED driver ha 
un rapporto ingresso-uscita flessibile ed è in grado 
di innalzare o abbassare la differenza di tensione in¬ 
gresso-uscita. Un design buck-boost soddisfa questi 
requisiti. 

Il LED driver buck-boost multi-beam LT8391A di figu¬ 
ra 5 può gestire tensioni delle stringhe di LED com¬ 
prese tra 3V e 34V, il che gli consente di pilotare una 
stringa di anabbaglianti e di creare una luce abba¬ 
gliante aggiungendo LED alla stringa precedente. 

Lo stesso driver commuta e gestisce una luce diurna 
con una tensione superiore, ma una corrente inferio¬ 
re. La commutazione tra LED di soli anabbaglianti a 
una combinazione di abbaglianti/anabbaglianti non 
genera picchi sulla tensione di uscita o sulla corren¬ 
te dei LED, come indicato nella figura 6a. LLT8391A 
può commutare tranquillamente tra aree di funziona¬ 
mento boost, buck-boost a 4 switch e buck. Passare 
da un numero limitato a un numero elevato di LED 
senza picchi può essere difficile per un convertitore, 
ma questo circuito multi-beam è in grado di farlo con 
facilità. Altrettanto semplice è ritornare ai soli anab¬ 
baglianti da abbaglianti e anabbaglianti, senza picchi 
dannosi, come indicato nella figura 6b. 

Lo stesso vale per il passaggio da e verso la stringa 
di luci diurne. Nella figura 6c vi è la dimostrazione di 
come l’anabbagliante venga spento e le luci diurne 
vengano regolarmente collegate al condensatore di 
uscita. Anche la corrente dei LED passa senza pro¬ 
blemi da 1A (abbaglianti e anabbaglianti) a 700 mA (8 
luci diurne a LED). È possibile aggiungere anche LED 
“decorativi” o di segnalazione, mentre le luci diurne 
possono lampeggiare fungendo da luce di segnala¬ 
zione. La figura 6d mostra in che modo le luci diurne 


possono essere ridotte di intensità con il generatore 
di dimming PWM interno per poi diventare luci anab¬ 
baglianti quando cala il buio. Gli ambienti automotive 
esigono soluzioni robuste, in grado di gestire corto¬ 
circuiti e LED aperti. La soluzione multi-beam illustra¬ 
ta nella figura 6 può gestire in totale sicurezza condi¬ 
zioni di cortocircuito e circuito aperto che vengono 
documentate attraverso la segnalazione di guasto del 
convertitore. 

Package FE e QFN perfetti per spazi ristretti 

LT8391A è disponibile in un package QFN a 28 pin da 
4 mm x 5 mm, per progetti di piccole dimensioni, e in 
un package TSSOP FE a 28 pin per progetti automo¬ 
tive. Entrambi i package sono dotati di pad GND con 
funzionalità termiche avanzate per la dissipazione di 
potenza dell’LDO INTVCC interno connesso a tensio¬ 
ni di ingresso superiori. Il regolatore INTVCC LDO 
interno di questi convertitori può gestire quattro MO- 
SFET sincroni a 2 MHz, con una carica gate di 15nC. 
La figura 7 mostra le dimensioni ridotte del circuito 
demo LT8391A FE da 2 MHz 16V, 1,5A (DC2575A, ba¬ 
sato sul progetto della figura 1). 

Per questa applicazione versatile ad alta potenza oc¬ 
corre solo un induttore da 5 x 5 mm. Il LED driver 
buck-boost LT8391A da 2 MHz, 60V controlla stringhe 
di LED nei fari per auto. Tra le caratteristiche figurano 
un’architettura a 4 switch a basse emissioni elettro- 
magnetiche e la modulazione di frequenza spread- 
spectrum, in conformità ai requisiti dello standard 
CISPR 25, Classe 5, relativo ai limiti EMI. L’elevata fre¬ 
quenza di switching gli consente di funzionare sopra 
la banda AM, riducendo il filtraggio EMI. Le dimen¬ 
sioni ridotte e la sua versatilità ne consentono l’uso 
nelle stringhe di LED per i gruppi ottici con diverse 
tensioni e correnti. 
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PUBBLIREDAZIONALE sensata Technologies 


In che modo i sensori stanno 
portando la movimentazione 
dei materiali verso 



Con le tecnologie di rilevamento di nuova generazione 
i veicoli a guida autonoma robotizzati diventano intelligenti 


In settori come quello della movimentazione dei materiali, i sistemi automatizzati e integrati stanno 
diventando sempre più efficienti ed economici. Laumento dei veicoli a guida autonoma (Automated Guided 
Vehicles o AGV) in queste applicazioni sta portando alla necessità di sistemi di rilevamento e controlli più 
sicuri e affidabili 


Alessandro Bosio 
Sensata Technologies 

L a rivoluzione dell’Industria 4.0 sta dando vita 
a una nuova generazione di veicoli a guida au¬ 
tonoma (AGV) da utilizzare nei nuovi impianti di 
produzione e distribuzione intelligenti. Questa rivolu¬ 
zione impone anche di riconsiderare tutti gli aspetti 
della movimentazione dei materiali, in particolare per 
quanto riguarda la sicurezza funzionale e la riduzione 
degli infortuni sul lavoro, e rappresenta una nuova sfi¬ 
da per chi produce sistemi di rilevamento e controllo. 
Nell'ecosistema della movimentazione dei materiali gli 
AGV sono entrati un po' in sordina, ma con la quarta 
rivoluzione tecnologica e l’aumento dei posti di lavoro 
collegati il panorama sta cambiando. Gli AGV rappre¬ 
sentano attualmente circa il 10% del mercato globale 
delle attrezzature per la movimentazione automatizzata 
dei materiali. Il futuro degli AVG sarà senza dubbio au¬ 
tonomo: sistemi adattativi e dotati di funzionalità basate 
sulbinteUigenza che consentiranno loro di rispondere, 



I veicoli a guida autonoma stanno diventando sempre più popolari 
nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, dove la rivoluzione 
dell'industria 4.0 sta dimostrando il valore dell'automazione integrata 
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Di fronte a un ostacolo, un veicolo automatizzato semplicemente si arresta, in quanto si attiene a istruzioni preprogrammate, mentre un veicolo 
autonomo si adatta cercando un modo diverso per raggiungere la destinazione finale, il punto B in questa illustrazione 


entro domini delimitati, a situazioni non programmate 
in fase di progettazione. I veicoli autonomi destinati a 
fabbriche, impianti industriali, punti vendita al detta¬ 
glio, magazzini e così via, possono essere classificati in 
quattro "tipi” distinti: carrelli elevatori (che movimenta¬ 
no merci orizzontalmente e verticalmente), trasloeleva- 
tori per pallet (solo orizzontali), veicoli con rimorchio 
e trasportatori di unità di carico (che spostano merci 
pesanti dal nastro trasportatore alla catena di montag¬ 
gio). Oggi, la maggior parte degli AGV viene utilizzata 
per automatizzare la movimentazione dei materiali e la 
logistica del packaging, e vede l’interazione fra uomo 
e macchina. Alcune aziende stanno portando l’automa¬ 
zione a un livello superiore aggiungendo un braccio 
robotizzato per prelevare l'oggetto desiderato ed elimi¬ 
nando completamente il fattore umano dall'equazione. 
Se questa è la direzione che sta prendendo il settore, 
il riconoscimento e il prelievo degli oggetti sono due 
delle principali sfide ancora da risolvere. Ma allora per¬ 
ché gli stabilimenti di produzione e logistica si stanno 
orientando sempre più verso soluzioni basate su AGV? 
Uno dei motivi è che, a lungo termine, gli AGV si sono 
dimostrati più efficienti ed economici delle attrezzature 
di movimentazione a controllo umano. Inoltre, gli AGV 
sono intrinsecamente più sicuri, in quanto eliminano il 
problema delberrore umano. I contro, tuttavia, includo¬ 
no gli elevati investimenti di capitale iniziale richiesti e il 
fatto che non tutti i siti di produzione possono adattarsi 
a questi sistemi. Forse, il principale ostacolo a una più 
ampia adozione degli AGV è che non esiste ancora una 
tecnologia di navigazione che consenta di definire, con¬ 
frontare e misurare uno standard coerente. 

Tecnologie di navigazione 

Il mercato offre molte tecnologie di navigazione, ma 
alcune (ad esempio quelle via cavo, a fibra ottica e 
a spot) ora sono meno utilizzate. Per le nuove attrez¬ 
zature e installazioni solitamente i produttori di AGV 
preferiscono optare per le quattro tecnologie illustra¬ 
te di seguito. Nella navigazione magnetica, gli AGV 
light duty utilizzano un nastro magnetico. Uno dei 
principali vantaggi del nastro rispetto alla guida ca¬ 
blata è che all’occorrenza può essere facilmente ri¬ 


mosso e riposizionato. Inoltre vengono a mancare an¬ 
che le spese di ristrutturazione del pavimento della 
fabbrica o del magazzino. Un limite di questo metodo 
è che le traiettorie devono essere fisse e ben definite 
dal nastro. Se 1>AGV rileva la presenza di un ostaco¬ 
lo di fronte a sé si arresta, e prima di ripartire atten¬ 
de che il problema venga risolto (ad esempio, che 
bostacolo venga rimosso). La navigazione con guida 
laser è simile a un occhio elettronico che, mediante 
riflettori posizionati sulle pareti circostanti, determi¬ 
na con la triangolazione l'esatta posizione del veicolo 
per consentirgli di svolgere i compiti richiesti nell'a¬ 
rea di lavoro. Il vantaggio della tecnologia a guida 
laser è che non richiede di modificare il pavimento, 
contrariamente al caso dei sistemi magnetici. Inoltre, 
i cambiamenti di percorso possono essere effettuati 
agevolmente tramite aggiornamenti software per ga¬ 
rantire la massima flessibilità alla logistica aziendale. 
I veicoli a guida visiva (VGV) utilizzano sensori ottici 
(videocamere), oltre ad altri sensori come sensori di 
velocità o laser, mentre il software integrato nel veico¬ 
lo costruisce un’efficace mappa 3D del suo ambien¬ 
te operativo. Questa tecnologia permette ai veicoli di 
operare in modalità automatica o manuale per la mas¬ 
sima flessibilità. Gli AGV basati sulla tecnologia di na¬ 
vigazione naturale non hanno bisogno di riflettori o 
marcatori, richiedono meno tempo per l'installazione 
e sono facilmente integrabili nei sistemi esistenti, ri¬ 
ducendo al minimo l'impatto sulle attività in corso. La 
tecnologia LiDAR, Light Detection and Ranging, è quel¬ 
la più utilizzata per questo tipo di navigazione. 

Configurazioni del controllo direzionale 

Per garantire il controllo direzionale negli AGV è 
possibile utilizzare una varietà di configurazioni. Per 
determinare quale sia il metodo più adatto per un 
particolare veicolo e applicazione, di solito vengono 
considerati quattro fattori: la facilità di costruzione, 
le funzionalità di sterzata e guida, la capacità di muo¬ 
versi in spazi ristretti e infine il costo complessivo del 
veicolo. La scelta del controllo direzionale appropria¬ 
to è fondamentale per raggiungere il giusto compro¬ 
messo tra prestazioni e costi per ogni applicazione. 
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Le tecnologie di navigazione a nastro magnetico, a laser, a guida visiva e naturale sono le più utilizzate nei moderni AGV, a seconda dell'applicazione 
specifica 


Le tre configurazioni più comunemente usate per il 
controllo direzionale negli AGV sono le configurazioni 
a tre ruote, differenziale e quad. La configurazione a tre 
ruote è la soluzione più comune per i carrelli elevatori. 
È relativamente facile da implementare e assicura un 
controllo molto preciso. Spesso, la progettazione si af¬ 
fida a encoder per monitorare e misurare la velocità e 
la direzione di una ruota master che determina il mo¬ 
vimento del veicolo. La configurazione differenziale è 
una soluzione diffusa per gli AGV che trasportano unità 
di carico e i veicoli con rimorchio, in quanto consente 
di ruotare attorno al centro del veicolo, sebbene con 
alcune limitazioni. Il controllo direzionale è ottenuto uti¬ 
lizzando velocità diverse in avanti o indietro sulle due 
ruote controllate, usando un solo motore e un encoder 
su ogni ruota. La configurazione a quattro ruote offre 
la massima manovrabilità in quanto consente al veicolo 
di muoversi a 360 gradi in qualsiasi direzione; questa è 
la soluzione ideale per i trasportatori di unità di carico. 
La capacità di effettuare movimenti laterali o trasversali 
consente al veicolo una navigazione migliore e più pre¬ 
cisa in spazi più ristretti e articolati. Poiché il numero 
di ruote da controllare è superiore, analogamente ai 
componenti di controllo del movimento come encoder 
e sensori, questa configurazione è la più complessa fra 
quelle finora descritte. Insieme alle tecnologie di navi¬ 
gazione e controllo direzionale, è disponibile un’ampia 
gamma di sensori che forniscono al sistema di controllo 
un feedback molto importante sull’ambiente circostan¬ 
te e sul funzionamento dell’AGV I sensori utilizzati per 
la navigazione, come il LiDAR e le videocamere, e quelli 
utilizzati per controllare la velocità al suolo e la direzio¬ 
ne, come gli encoder, sono fondamentali per garantire 
un funzionamento preciso e sicuro. 

AGV e LiDAR per una navigazione precisa 

Una delle più recenti innovazioni nella progettazione 
degli AGV è butilizzo e bapplicazione della tecnologia 
LiDAR. Simile al radar, il LiDAR utilizza fasci laser che 
rimbalzano nell'ambiente per misurare con accura¬ 
tezza la portata dell’oggetto e la forma tridimensio¬ 
nale, fornendo anche dati di intensità che aiutano a 
rilevare oggetti come la segnaletica di corsia. Mentre 
le soluzioni basate su videocamere, ad esempio, pos¬ 


sono talvolta trovarsi in difficoltà in ambienti soggetti 
a vibrazioni improvvise, scarsa illuminazione o pol¬ 
vere, i sistemi LiDAR si sono dimostrati più affidabili. 
Rispetto ad altri approcci di navigazione, non richiedo¬ 
no target esterni come riflettori, RFID o marcatori. Per¬ 
tanto sono ideali non solo per la loc alizz azione e la map¬ 
patura, ma anche per aiutare a prevenire le collisioni e 
garantire che i carichi siano posizionati correttamente 
e in sicurezza. Finora i sensori LiDAR erano costosi e 
basati su un design di scansione meccanica. Tuttavia, 
la tecnologia LiDAR sta evolvendo e le nuove soluzioni, 
interamente a stato solido (cioè senza parti in movimen¬ 
to), richiedono meno potenza e offrono una risoluzione 
più elevata a una portata maggiore. Questa nuova gene¬ 
razione di sensori LiDAR non solo è più affidabile dei 
modelli meccanici, ma è anche più economica. Montan¬ 
do diversi piccoli sensori LiDAR a stato solido in un ar- 
ray, viene a crearsi una vista surround 3D live in grado 
di rilevare e tracciare gli oggetti fermi e in movimento, in 
base alle esigenze. Ideali per applicazioni basate sulla 
navigazione naturale (e con una tecnologia che com¬ 
prende componenti a guida visiva e a guida laser), le 
ultime soluzioni LiDAR offrono la massima risoluzione e 
la massima flessibilità. Le aree di interesse e i modelli di 
scansione possono essere configurati in base alle esi¬ 
genze, mentre il design compatto e modulare consente 
bintegrazione di hardware e software di elaborazione di 
altre marche. 



Gli encoder di sicurezza funzionale Sensata classificati SIL3/PLe, Cat.4 
sono ideali per garantire la massima sicurezza degli AGV di cui controllano 
la velocità al suolo e la direzione 
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I sensori ad effetto Hall come i modelli 9360 e 9960 di Sensata hanno 
una vita operativa standard di 35 milioni di cicli, una linearità pari a 
+/-0,5%, gradi di protezione fino a IP69K e temperature operative di 85° 
C; per questo sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il 
controllo dell'inclinazione delle forche e il controllo direzionale 


Un encoder per monitorare 
velocità e direzione 

Per controllare la velocità al suolo e la direzio¬ 
ne in risposta ai dati provenienti dalla tecnolo¬ 
gia di navigazione in un'ampia gamma di AGV, 
è frequente il ricorso a encoder di sicurezza 
ad alta precisione. Per ridurre al minimo o eli¬ 
minare i rischi per macchinari e sistemi nelle 
applicazioni industriali, componenti come gli 
encoder possono essere certificati secondo 
gli standard industriali di prestazione e sicu¬ 
rezza. Per le applicazioni AGV, i componenti 
classificati fino al livello di integrità di sicurez¬ 
za 3, o SIL3, sono ideali in quanto consentono 
il massimo livello di sicurezza del sistema. Gli 
encoder classificati SIL3 sono spesso più costosi di 
quelli di classe inferiore, ma riducono notevolmen¬ 
te il rischio di guasti al sistema e, ad esempio nel 
caso di un AGV impiegato in un magazzino, possono 
prevenire danni gravi o infortuni. L’utilizzo di enco¬ 
der di classe inferiore come SIL2 o meno, spesso 
significa dover aggiungere altri encoder per garan¬ 
tire la ridondanza e raggiungere un livello di rischio 
accettabile per una data applicazione. La necessità 
di component aggiuntivi aumenta la complessità e 
i costi del sistema, e può essere un problema serio 
nella progettazione di veicoli automatizzati/autono¬ 
mi che devono operare in spazi ristretti. 


Sensori a filo per colonne all’altezza giusta 

Questi sensori e le loro funzioni trovano largo impie¬ 
go in tutte le applicazioni degli AGV Se pensiamo in 
modo specifico ai carrelli elevatori a forche e ai tra- 
sloelevatori, dobbiamo considerare che entrano in 
gioco anche molti altri sensori. Per garantire un fun¬ 
zionamento sicuro e controllato, in queste applica¬ 
zioni sono necessari encoder e sensori di posizione 
aggiuntivi. Controllare l'altezza della colonna (o del¬ 
le forche) può essere utile nei carrelli elevatori con 
conducente a bordo, ma diventa essenziale negli AGV 
Questo controllo è fondamentale per il corretto posi- 


Il relè statico NOVA22 dispone ora del modello per guida DIN da 45 MIDDLETON 


Sensata Technologies (ST) ha arricchito la propria innovativa famiglia NOVA22 con il relè statico della serie DR45 di Crydom, de¬ 
stinato all'uso nei settori dei macchinari industriali, degli impianti di climatizzazione e refrigerazione e dei veicoli ferroviari. Questi 
nuovi relè statici con montaggio su guida DIN offrono un'elevata densità di potenza, fino a 60A a 40 °C, in un modulo compatto da 45 
mm e sono gli unici relè statici compatibili con fili di uscita fino a 3 AWG con grado di protezione IP20.1 relè statici sono pronti all'uso 
grazie al dissipatore di calore integrato, progettato per fornire la resistenza termica adeguata all'applicazione senza la necessità di 
calcoli complessi, semplificando così per l'utente il processo di gestione delle specifiche. I collegamenti di uscita del tipo a gabbia 

garantiscono una protezione IP20 in caso di contatto con le dita e consentono un'installazione 
semplice e rapida dei cavi di grandi dimensioni direttamente al relè statico, senza la necessità 
di terminali a morsetto o altri strumenti. Le opzioni di collegamento in entrata includono ter¬ 
minali a gabbia del tipo "a vite" oppure "a molla" per un design flessibile in una vasta gamma 
di applicazioni."L'innovativo collegamento a gabbia rende il relè DR45 l'unico compatibile con 
cavi di dimensione fino a 3 AWG con un reale grado di protezione IP20", ha commentato Jesus 
Miranda, responsabile di prodotto Sensata Technologies. Progettati per prestazioni termiche 
superiori, i relè statici DR45 presentano anche una protezione integrata opzionale contro la 
sovratensione, varie configurazioni dei contattori e comando AC o DC. I nuovi relè statici sono 
disponibili in un ampio intervallo di tensioni di uscita AC compreso tra 48 e 600 VAC e hanno 
ottenuto l'approvazione C-UL-US, VDE, CE e RoHS. Grazie alla sua versatile capacità di corrente, 
il relè DR45 estende la serie delle possibili applicazioni dei prodotti NOVA22 con montaggio su 
guida DIN, che comprendono controllo degli accessi, impianti di climatizzazione e refrigera¬ 
zione, forni industriali, trasformazione alimentare e relative attrezzature di imballaggio, veicoli 
ferroviari e molto altro. Oltre alla più recente serie DR45, la famiglia NOVA22 comprende anche relè 
statici per pannelli e guide DIN da 22,5 mm con densità di potenza fino a 95A a 600 VAC, il modulo di 
monitoraggio del carico DRML1, in grado di rilevare errori di carico parziale o totale fino a otto carichi, e la 
serie PMP di unità di controllo proporzionali. 
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Per operare in modo sicuro ed efficiente, i veicoli autonomi per la movimentazione dei materiali si avvalgono di tecnologie di rilevamento avanzate 
combinate a quelle di base 


zionamento del carico, quando le merci devono essere 
prelevate o depositate in sicurezza a diverse altezze, e 
per evitare collisioni con gli elementi a soffitto. Cono¬ 
sciuti anche come trasduttori a cavo, potenziometri a 
filo, potenziometri a filo per il posizionamento lineare 
ed encoder a filo, i sensori a filo vengono utilizzati per 
fornire un feedback preciso sulla posizione lineare 
della colonna. Questi componenti utilizzano un cavo 
flessibile, una bobina caricata a molla e un sensore 
(un encoder ottico con uscita incrementale, assoluta, 
analogica o potenziometrica o, in alcuni casi, un sen¬ 
sore ad effetto Hall) e sono ideali per ambienti umidi, 
sporchi o esterni. Questo tipo di sensore di posizione 
può essere utilizzato anche negli AGV per monitorare 
i movimenti laterali delle forche e regolarle automati¬ 
camente in base alla dimensione dei pallet. 

I sensori rotativi ad effetto Hall 
aiutano a prevenire la caduta del carico 

I sensori rotativi a effetto Hall sono utilizzati negli AGV 
per svolgere diverse funzioni, come il controllo dell’in- 
clinazione delle forche nei carrelli elevatori (e del ri¬ 
baltamento dei carrelli in generale). Posizionato nella 
parte inferiore della colonna, questo sensore calibra 
e controlla l’inclinazione delle forche e previene la 
caduta del carico. Inoltre, è possibile integrare negli 
AGV una piattaforma elettrica a pantografo per solle¬ 
vare e abbassare una struttura fissa sul veicolo allo 
scopo di trasportare il prodotto o posizionarlo prima 
dell’intervento umano. In questi casi viene utilizzato un 
sensore rotativo ad effetto Hall che misura l’inclinazio¬ 
ne del pantografo laterale e quindi regola la struttura 
all'altezza desiderata. Gli AGV utilizzano anche altri 
sensori: i sensori di pressione servono per controllare 
il peso del carico nei carrelli elevatori, mentre le celle 
di carico possono svolgere per la stessa funzione nei 
trasportatori di unità di carico; nei sistemi di naviga¬ 
zione magnetica si usano invece sensori specifici per 


la guida lungo il nastro magnetico. Il sensore magneti¬ 
co misura la distanza dal centro del nastro e fornisce 
le informazioni all'unità di controllo del motore, che 
regolerà la direzione in modo che il veicolo rimanga 
al centro del binario. Gli AGV a navigazione inerziale 
utilizzano transponder per verificare la traiettoria e un 
giroscopio per rilevare ogni minimo cambiamento di 
direzione. Nelle applicazioni con carrelli elevatori, per 
evitare collisioni tra gli AGV e per caricare e scarica¬ 
re in sicurezza i materiali dei pallet vengono integrati 
sensori optoelettronici compatti nella parte stretta e 
rastremata delle forche e nel telaio metallico. Il setto¬ 
re della movimentazione dei materiali è uno dei più 
importanti per progettisti, produttori e ingegneri che 
lavorano con le tecnologie di rilevamento e controllo, 
e la continua ascesa dei veicoli a guida autonoma sta 
accelerando lo sviluppo di nuove e più sofisticate so¬ 
luzioni. La crescente interazione tra uomo e macchi¬ 
na fa sì che la parola d’ordine nella movimentazione 
dei materiali rimanga “sicurezza”, e questo a sua volta 
porta i produttori di sensori e sistemi di controllo ad 
alzare l’asticella dell’innovazione e dell’eccellenza, ri¬ 
ducendo al contempo costi e ingombri. Le tecnologie 
di rilevamento emergenti di oggi stanno rapidamente 
diventando il prodotto standard di domani, man mano 
che i progettisti, i produttori e gli operatori delle appa¬ 
recchiature di movimentazione dei materiali cercano 
maggiore efficienza, migliori prestazioni e i più alti li¬ 
velli di sicurezza. 


Per maggiori informazioni sul nuovo NOVA22 DR45 
e su altri relè statici, visitare il sito: www.crydom.com 

Sensata Technologies Holland B.V. 
Jan Tinbergenstraat 80 - 7559 SP Hengelo 
The Netherlands - Phone: +31 74 357 8000 
pressure-info.eu@sensata.com 
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KH-FOCUS TOUCH SENSING 


TECNOLOGIE TATTILI 

Il futuro è touch, è interattivo e, sotto molti aspetti, piuttosto 
sorprendente: uno sguardo alle principali tecnologie touch 
al momento disponibili 

Silvano Iacobucci 


Resistive Film 


Insulator 


L f uscita del primo IPhone nel 
2007 e degli altri dispositi¬ 
vi touch ha fondamental¬ 
mente cambiato il modo in cui gli 
esseri umani interagiscono con 
la tecnologia e ha avuto un ruolo 
chiave nella diffusione di massa 
delle tecnologie tattili. Da quel 
momento in poi i display tattili 
sono stati ampiamente usati in 
computer, chioschi multimediali, 
macchine interattive (es. emetti¬ 
trici di biglietti), applicazioni POS 
(point of sale), console di vide- 
ogochi, smartphone e tablet. Un 
report di Information Display del 
2014 predisse che i ricavi deri¬ 
vati dai moduli touch avrebbero 
raggiunto i 36 miliardi di dollari entro il 
2020, e con i progressi fatti nel settore, si 
può affermare che la realizzazione di quel¬ 
la previsione è certamente in linea con le 
attese. 



Film 


Spacer dot 


Glass Transparent 
eleclrode film 


Principali tecnologie tattili 

Un touchscreen è sostanzialmente un sen¬ 
sore bidimensionale realizzato con due fogli 
di materiale, separato da distanziatori. Le 
principali tecnologie disponibili sul merca¬ 
to attualmente sono le seguenti: resistiva, 
capacitiva (con la variante projected capa¬ 
citive), SAW (Surface Acoustic Wave) e a 
infrarossi. Vediamo brevemente come fun¬ 
zionano, con relativi vantaggi e svantaggi. 
Gli schermi tattili di tipo resistivo (Fig. 1) 
consistono di uno strato flessibile superiore 
realizzato in poliestere e uno strato rigido 
inferiore di vetro. Entrambi gli strati sono 
ricoperti di un composto conduttivo chia¬ 
mato ITO (Indium Tin Oxide) e mantenuti 
separati da adeguati distanziatori. Quando 
è operativo, una corrente elettrica fluisce 


Fig. 1 - Tecnologia resistiva 

tra i due strati e quando lo strato flessibile 
viene premuto va a toccare l’altro strato 
determinando una variazione di carica elet¬ 
trica che permette di rilevare le coordinate 
e di reagire nel modo desiderato. I vantaggi 
di questa tecnologia sono l’economicità, la 
possibilità di supportare qualsiasi stilo, l’ac¬ 
curatezza elevata, bassi consumi energetici, 
l’assenza di qualsiasi impatto da parte di 
liquidi. Gli svantaggi sono rappresentati 
dalla delicatezza della superficie che si può 
facilmente danneggiare, una trasmissività a 
livello di display relativamente bassa (75%) 
e da una minore durata (35 milioni di tocchi) 
rispetto ad altre tecnologie. 

La tecnologia capacitiva (Fig. 2), la più dif¬ 
fusa e durevole, consiste in un pannello di 
vetro ricoperto da un materiale capacitivo e 
conduttivo sempre basato su ITO. In condi¬ 
zioni operative, viene creato un campo elet¬ 
trostatico uniforme sullo strato conduttivo. 
Nel momento del tocco, avviene una condu¬ 
zione di cariche elettriche sull’altro strato 
formando un condensatore dinamico; il con¬ 
trollore rileva quindi la posizione del tocco 
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Fig. 2 - Tecnologia capacitiva 

misurando la carica capacitiva ai quattro 
angoli dello schermo. I vantaggi di questa 
tecnologia sono: la resistenza ai graffi, 
l’elevata durata (225 milioni di tocchi), l'e¬ 
levata accuratezza, l'elevata trasmissività e 
l’insensibilità delle performance ai liquidi. 
Il principale svantaggio è rappresentato 
dall’impossibilità di essere impiegata con 
guanti o stilo. La tecnologia a proiezione 
capacitiva (Pro-Cap, “projected capacitive”, 
Fig. 3) è una variante che consente di avere 
tra i vantaggi una maggiore operatività 
all’esterno (pioggia, neve, ghiaccio, polve¬ 
re), il supporto di gesti multi-touch, la pos¬ 
sibilità di attivazione attraverso dei guanti 
(però solo di spessore contenuto) e il fatto 
di continuare a funzionare anche in caso di 
vetro graffiato o rotto. L’unico svantaggio è 
il mancato funzionamento con stilo o protesi 
di mano. 

La tecnologia a onde acustiche 
di superficie (SAW) si basa su 
due trasduttori (un trasmetti¬ 
tore e un ricevitore) disposti 
sui due assi X e Y dello scher¬ 
mo tattile con alcuni riflettori 
(Fig. 4). Le onde si propagano 
attraverso il vetro dello scher¬ 
mo e vengono riflesse verso 
i sensori. Quando lo schermo 
viene toccato, le onde vengo¬ 
no assorbite consentendo la 
rilevazione delle coordinate in 
cui è sorta la perturbazione. 

Questa tecnologia garantisce 
vantaggi quali: resa eccellente, 
elevata durata, elevata chia¬ 
rezza di immagine, possibilità 


di attivazione anche attraverso 
guanti e stilo “soft”. Gli svantag¬ 
gi principali sono costituiti inve¬ 
ce da: possibili “falsi tocchi” in 
presenza di liquidi o fenomeni 
di condensazione, creazione di 
aree non-tattili a causa di polveri 
e contaminanti solidi, assenza di 
supporto di “drag and drop”. 

La tecnologia touch a infrarossi 
(Fig. 5) si basa su una matrice 
di assi X e Y collegata a coppie 
di led infrarossi e fotorilevatori. 
Questi ultimi rilevano qualsiasi 
modifica nel pattern della luce 
emessa dai led indotta dal tocco 
dello schermo da parte dell’uten¬ 
te. I vantaggi sono rappresentati 
da una trasmissività d’immagine pratica- 
mente del 100% in quanto non vi sono strati 
di materiale tra il display e lo schermo 
esterno, una superficie robusta ideale per 
ambienti umidi o polverosi, capacità di sup¬ 
portare comandi multi-touch, possibilità di 
funzionare anche su display di dimensioni 
molto grandi. Come unico svantaggio si 
rilevano possibilità di disallineamento dei 
sensori. 

Di seguito si analizzano alcune previsioni 
sull’evoluzione della tecnologia touch e sui 
nuovi cambiamenti che potrà apportare al 
nostro mondo. Ad esempio i pannelli touch 
avranno dimensioni sempre maggiori e 
potranno essere ricurvi, saranno caratte¬ 
rizzati da una maggiore efficienza e minori 
costi, diventeranno il mezzo preferito per 
interagire anche con tutti gli altri elettrodo- 


Projected Capacitive 
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Fig. 3 - Tecnologia Pro-Cap 
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Fig. 4 - Tecnologia SAW 

mestici casalinghi, ed entreranno prepoten¬ 
temente nel mondo dell’istruzione. 

Quali evoluzioni? 

La tecnologia touch continuerà creare pan¬ 
nelli sempre più grandi e con nuove forme. 
Dato che la tecnologia degli schermi touch 
è stata inizialmente resa largamente dispo¬ 
nibile con gli smartphone, la tendenza è 
sempre stata quella di avere schermi più 
grandi e luminosi. Questa tendenza conti¬ 
nuerà dato che i progressi tecnologici e i 
nuovi materiali utilizzati - tra cui policarbo- 
nato, vetro high-tech e altri - permettono di 
realizzare superfici resistenti e molto reatti¬ 
ve. Di conseguenza, ora siamo in grado di 
pensare a tecnologie touch applicate anche 
al di fuori dei dispositivi mobili persona¬ 
li, ad esempio in grandi pannelli touch e 
schermi curvi. 

I processi d’innovazione e le tec¬ 
nologie ci hanno portato a una 
produzione significativamen¬ 
te più efficiente e meno costo¬ 
sa. Partendo questo presupposto, 
emerge una quantità enorme di 
opportunità per nuovi prodotti e 
mercati. Prendiamo l’esempio della 
tecnologia della proiezione capa¬ 
citiva (Pro-Cap). Questa tecnolo¬ 
gia offre risultati superiori e un’e¬ 
stetica migliore paragonata alla 
temporanea tecnologia a schermo 
touch infrarossi (IR). Il prezzo della 
Pro-Cap continuerà a diminuire, e 
quindi sostituirà progressivamente 
quella agli infrarossi nei prossimi 
due o tre anni. 


La tecnologia Pro-Cap non è sog¬ 
getta alle interferenze generate 
dalla luce, può essere usata sia in 
interni sia in esterni e permette allo 
schermo di essere coperto da un 
vetro “edge-to-edge”. Questo non 
può che essere un enorme passo 
in avanti per il consumatore in 
termini di design per gli schermi 
multi touch. 

La tecnologia touch diventerà il 
modo preferito dagli utenti per 
interagire con i loro dispositivi. 
Gli smartphone sono diventati i 
device più diffusi tra i consuma¬ 
tori di elettronica, e l’interfaccia 
touch è sempre più diventata la 
più intuitiva, semplice e amata dai 
consumatori. Questo amore per le interfac¬ 
ce touch ha portato a un’integrazione di 
tale funzionalità nei dispositivi casalinghi, 
negli uffici e negli elettrodomestici, non 
solo per aumentare la semplicità d'uso ma 
anche per sostituire componenti elettro- 
meccanici quali manopole e interruttori che 
spesso sono causa di guasto. Applicazioni 
del touch in supporti come superfici inte¬ 
rattive, specchi, smart-home e dispositivi 
IoT (Internet of Things) non sono solo 
possibili, ma stanno iniziando a essere 
popolari nei cicli di sviluppo dei prodotti. 
Immaginate un tavolino da caffè che vi 
mostra un collage digitale delle foto di 
famiglia, che possono essere riorganizzate 
e ridimensionate direttamente con le vostre 
dita. Oppure pensate a tavoli da cucina o 
agli sportelli dei frigoriferi trasformati in 
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Fig. 5 - Tecnologia Infrarossi 
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Tabella- Confronto principali caratteristiche tra le tecnologie touch 



Tecnologia 

Tecnologia 

Tecnologia 

Tecnologia 

Tecnologia 


Resistiva 

Capacitiva 

Pro-Cap 

SAW 

Infrarossi 

Trasmissività 

75-85% 

90-98% 

90-98% 

90-98% 

95-100% 

Touch point 

1 

2-10 

2-10 

1 

Fino a 32 

Dimensioni schermo 

15-19" 

15-32" 

15-32" 

15-19" 

Oltre 42" 
e videowall 

Attivazione 

Ottima 
con qualsiasi 

Media 

Buona 

Buona 

Molto buona 


oggetto 

Dito ostilo 
capacitivo 

Dito, stilo 
capacitivo, guanto 
chirurgico 

Dito, guanto, 
stilo soft 

Maggior parte 
degli oggetti 

Sensibilità touch 

Buona 

Molto buona 

Molto buona 

Molto buona 

Ottima 

Calibrazione stabile 

Molto buona 

Buona 

Molto buona 

Molto buona 

Ottima 

Resistenza ai graffi 

Bassa 

Molto buona 

Ottima 

Ottima 

Ottima 

Insensibilità 
a umidità 

Ottima 

Ottima 

Ottima 

Molto buona 

Molto buona 

Insensibilità 
a pioggia/neve 

Ottima 

Media 

Molto buona 

Media 

Ottima 

Insensibilità 
a contaminanti 
superficiali 

Ottima 

Buona 

Molto buona 

Media 

Buona 

Insensibilità 
a emissioni EMI/RFI 

Ottima 

Media 

Media 

Molto buona 

Ottima 

Insensibilità 
a vibrazioni 

Ottima 

Molto buona 

Molto buona 

Molto buona 

Ottima 


schermi touch, che permettono all’utente 
di visualizzare le sue ricette preferite, navi¬ 
gare e interagire con le istruzioni e con 
gli ingredienti suggeriti da una schermata 
touch, di appuntare e salvare note e poi 
mandarle via mail direttamente a un amico. 
La tecnologia touch avrà sempre di più un 
ruolo fondamentale per innovazioni come 
quelle descritte. Anche il commercio al det¬ 
taglio subirà una “rivoluzione touch”. Dato 
che i dispositivi di consumo stanno diven¬ 
tando sempre più interattivi, apriranno 
nuove possibilità nel mondo del commercio 
al dettaglio, cambiando il modo in cui gli 
utenti fanno acquisti - al di fuori dei loro 
smartphone, pc e tablet. I dispositivi touch 
permetteranno agli utenti di comprare beni 
e servizi direttamente toccando quello che 
vogliono vedere sullo schermo, sia esso una 
televisione o qualsiasi altro bene interattivo. 
Questa caratteristica, chiamata “swipe-and- 
shop”, non solo influenzerà la vita degli 
utenti, ma anche il modo in cui le aziende 
vendono i loro prodotti, suggerendo nuove 
tipologie di pubblicità e di marketing. 

I dispositivi touch entreranno nel mondo 
dell’istruzione. La tecnologia touch non è 
infatti solo rivolta al mondo dell’intratte- 
nimento, ma anche ad ambiti più sociali, 


e il mondo dell’istruzione è uno di questi. 
Dispositivi sofisticati e interattivi cambie¬ 
ranno completamente il modo in cui gli 
studenti apprendono, interagiscono e gene¬ 
rano nuove idee. L’introduzione di grandi 
schermi touch nelle classi promuove la 
collaborazione e aumenta il coinvolgimento 
degli studenti, quindi non è strano pensa¬ 
re che un recente rapporto di Deloitte sul 
tema preveda che la spesa per le tecnologie 
legate all’istruzione negli Stati Uniti raggiun¬ 
gerà i 26,8 miliardi di dollari entro il 2018. 
Considerando che le lavagne interattive 
supportano, più o meno, 30 punti touch, 
sarà possibile per tutti gli studenti in una 
classe prendere parte a un’attività. Prima di 
cancellare la schermata, inoltre, sarà possi¬ 
bile per i docenti catturarla rapidamente e 
distribuirla via mail agli studenti o salvarla 
a scopo di valutazione o per pianificare le 
lezioni. Era impossibile, al tempo dell’uscita 
del primo iPhone, capire come la tecnologia 
avrebbe drasticamente cambiato le nostre 
vite. L’esperienza multi-touch su grandi 
schermi è ancora ai suoi albori, ma grazie 
alle tecnologie avanzate che la stanno sup¬ 
portando, ci aspetta una nuova ondata di 
innovazioni digitali e una crescita esponen¬ 
ziale nel campo sempre più rapida. 
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CONVERTITORI 
IN CONTINUA 

Sono fondamentali perché determinano la qualità 
di funzionamento dei sistemi elettronici ormai orientati a un 
utilizzo sempre più predominante dei circuiti in continua 

Lucio Pellizzari 


I l vantaggio della maggior semplicità cir¬ 
cuitale della corrente continua scontra 
con l’ingombrante presenza delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica che 
sono quasi tutte in alternata perché solo 
così si potevano fare all’in izi o del secolo 
scorso, eppure offrono un’efficienza tutto 
sommato ancora buona. Tuttavia, è opinione 
diffusa che quest’impasse stia sfumando sia 
perché aumentano gli impianti di generazio¬ 
ne di energia elettrica in continua (fotovol¬ 
taico, eolico ecc.) sia perché nel frattempo 
diminuiscono le applicazioni in alternata 
tanto negli edifici quan¬ 
to nell’utilizzo industriale. 

A moltiplicare le applica¬ 
zioni in continua è stata 
per esempio la massiccia 
diffusione delle lampade 
a LED, ma un importante 
contributo deriva anche 
dalla maggior disponibili¬ 
tà di batterie sempre più 
efficienti, prodotte grazie 
ai passi avanti compiu¬ 
ti dalle tecnologie d’ac¬ 
cumulo dell’energia per 
effetto della forte richiesta 
dovuta al successo degli autoveicoli ibridi. 
Tutto ciò rende sempre più importante la 
distribuzione e la conversione dell’energia 
elettrica direttamente nella forma continua 
mentre fa diventare la rete di distribuzione 
in alternata sempre più un problema da 
risolvere piuttosto che un’utile infrastruttu¬ 
ra. Gli analisti inglesi di Report Buyer stima¬ 
no i prodotti per la conversione in continua 
in crescita e nel report “European DC Power 
Distribution Market” prevedono fino al 2025 


un’inesorabile progressiva conquista di tutti 
i settori dell’energia elettrica da parte dei 
sistemi in continua a scapito di quelli in 
alternata. 

Punti di carico 

Dopo la conversione ac/dc preliminare, 
nelle moderne schede elettroniche c’è una 
mini rete di distribuzione che porta l’ener¬ 
gia a più convertitori dc/dc che la trasfor¬ 
mano e la regolano in funzione delle carat¬ 
teristiche di tensione e corrente richieste 
dai punti di carico (POL, Point-Of-Load) che 
alimentano i sottosistemi. 
I convertitori con rego¬ 
lazione lineare usano un 
operazionale e una retroa¬ 
zione e sono molto precisi 
soprattutto nelle versioni 
a basso dropout e basso 
rumore sebbene consumi¬ 
no di più rispetto ai con¬ 
vertitori a commutazione 
che hanno una miglior 
efficienza energetica e 
dissipano meno calore 
ma sono più rumorosi dal 
punto di vista elettroma¬ 
gnetico. Questi ultimi sfruttano uno stadio 
mosfet che commuta continuamente par- 
zializzando l’energia in entrata con una 
periodicità detta ‘duty cycle’. Subito dopo 
un condensatore e un induttore accumu¬ 
lano a turno l’energia per rilasciarla rego¬ 
lata in tensione o in corrente secondo la 
configurazione del circuito. In genere c’è 
sempre un primo stadio di conversione che 
genera una tensione intermedia dalla quale 
gli stadi secondari ricavano le altre tensioni 



? 


□UAL 10A OR SMGLE 20A HIGH OCNSITY 
OC/OC uHOOULE REGULATOR 

Fig. 1 - Eroga 20 A su singola uscita oppure 
10 A su due uscite il regolatore step-down 
LTM4646 presentato da Analog Devices come 
pModule 'Power by Linear 1 
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occorrenti ai vari sottosi¬ 
stemi. Si chiamano ‘step- 
down’ o ‘buck’ quando la 
tensione in uscita è ridotta 
rispetto all’ingresso men¬ 
tre si chiamano ‘step-up’ o 
‘boost’ se la tensione viene 
innalzata. Nei flyback, o 
buck-boost, ci sono due 
stadi di conversione con 
il buck all’ingresso e il 
boost all’uscita separati da 
un isolamento circuitale, 
mentre nei sepie si può 
scegliere il duty cycle in 
fase di programmazione per configurare lo 
stadio d’uscita come buck o come boost e, 
infine, i cuk hanno prima lo stadio boost e 
poi il buck. 

Power by Linear 

Analog Devices offre numerosi converti¬ 
tori progettati e fabbricati con il marchio 
Linear Technology e perciò denominati 
‘Power by Linear’. Nuovo è lo step-down 
LTM4646 della famiglia |jModule dedicata 
ai circuiti di distribuzione dell’alimentazio- 

Fig. 3-11 nuovo Digitally 
Enhanced Power Analog 
buck controller Microchip 
MCP19122/3 incorpora 
un'architettura PIC da 8 bit 
che adatta la conversione 
alle esigenze di carico 

ne verso i punti di carico delle schede. Lo 
stadio di conversione mosfet accetta all’in¬ 
gresso da 4,5 fino a 20 V e li trasforma in 
una tensione stabile da 0,6 a 5,5 V fornita 
su una sola uscita con corrente fino a 20 
A oppure su due uscite con corrente fino 
a 10 A. Con un’opportuna polarizzazione la 
tensione d’ingresso può essere abbassata 
fino a 2,375 V mentre la 
frequenza di commutazio¬ 
ne è regolata automatica- 
mente tra 250 kHz e 1,3 
MHz. L’accuratezza della 
tensione continua è di 
±1,5% con un’efficienza 
di conversione del 96%. Il 
package è BGA da 11,25 x 
15 mm con tolleranza ter¬ 
mica che va da -40 a +125 
°C. Della stessa famiglia 


pModule è il regolatore 
step-down LTM4645 che 
supporta la ridondanza 
N+l ed è perciò in grado 
di condividere la corren¬ 
te tra più dispositivi (N) 
dove almeno un LTM4645 
viene utilizzato come 
backup (+1) per garantire 
la disponibilità dell’alimen¬ 
tazione anche in caso di 
malfunzionamenti. La cor¬ 
rente massima erogata è 
di 25 A e perciò laddove 
occorrano 75 A si possono 
installare quattro LTM4645, il che serve 
soprattutto nei data center o nelle applica¬ 
zioni aerospaziali. La tensione all’ingresso 
è ammessa da 4,7 a 15 V mentre in uscita 
va da 0,6 a 1,8 V. L’accuratezza in tensione 
continua è di ±1,5% con efficienza di con¬ 
versione dell’86%. Il package BGA misura 
9x15 mm e tollera le temperature fra -40 
e +125 °C. 

DEPA con MCU PIC 

Microchip ha introdotto il nuovo control¬ 
lore analogico di tipo buck MCP19122/3 
per la conversione di un’ampia gamma di 
tensioni. Questo Digitally Enhanced Power 
Analog (DEPA) buck controller è di tipo 
Emulated Average-Current Mode PWM e 
integra un’architettura di microcontrollo 
PIC da 8 bit provvista di una memoria flash 
da 4 kw e una RAM da 256 Byte su single 
chip. L’MCU serve a regolare dinamica- 
mente la frequenza di commutazione fra 
100 kHz e 1,6 MHz, le soglie di tensione e 
corrente nonché il duty cycle. Grazie a ciò 
può riconoscere le condizioni di carico e 
adattare l’erogazione dell’energia automati¬ 
camente. All’ingresso accetta da 4,5 fino a 
40 V mentre può fornire in uscita una cor¬ 
rente massima di 2 A insieme a una tensio¬ 
ne stabilizzata nei valori 
che vanno da 0,3 fino a 16 
V senza bisogno di alcun 
componente aggiuntivo. I 
package sono Qfn da 4 x 
4 mm per TMCP19122 con 

Fig. 4-11 convertitore analogico 
DEPA Microchip MCP19215 adatta la 
frequenza di commutazione da 31 
kHz a 2 MHz e può essere configurato 
come boost, flyback o sepie 



Fig. 2 - Lo step-down pModule LTM4645 
supporta la ridondanza N+1 che serve a 
garantire la continuità dell'alimentazione 
nelle schede dov'è necessario abbattere i 
malfunzionamenti 
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Fig. 5 - Hanno frequenza di commutazione fìssa di 700 kHz e 
controllo COT che accelera la risposta ai transitori gli step-down 
MPS8770/1/2/4 con erogazione in corrente da 8,10 o 12 A 


12 pin I/O e da 5x5 mm per TMCP19123 che 
differisce perché ha 16 I/O e integra un’in¬ 
terfaccia In-Circuit Debug. DEPA è anche 
il convertitore analogico MCP19215 che 
similmente incorpora un’architettura PIO a 
8 bit con flash di 8 kw e RAM di 336 Byte e, 
inoltre, un oscillatore da 8 MHz con cui può 
adattare la frequenza di commutazione da 
31 kHz fino a 2 MHz nonché accettare all’in¬ 
gresso da 4,5 a 42 V. Qui l'uscita è configu¬ 
rabile in programmazione e può diventare 
boost, flyback, sepie o cuk. Il package è Qfn 
da 5 x 5 mm con 12 GPIO. 

Step-down COT 

Monolithic Power Systems, MPS, propone 
quattro nuovi convertitori step-down con 
oscillatore interno che fissa la frequenza 
di commutazione a 700 kHz. La tensione 
d’ingresso va da 4,5 a 17 V per i dispositivi 
MP8770, MP8771 e MP8772 che possono 
generare in uscita fino a8, lOo 12A men¬ 
tre nell’MP8774 la tensione va da 3 a 18 V 
con erogazione in corrente di 12 A. Per tutti 
la tensione d’uscita può essere regolata 
dal valore di quella d’ingresso fino a 0,6 
V. Lo stadio di conversione su transistor 
mosfet con rds(on) massima di 22 mQ e 
assorbimento di corrente a riposo di 100 
pA offre protezione circuitale sui cortocir¬ 
cuiti, le sovracorrenti, le cadute di tensione 
e lo shutdown termico nonché la modalità 
di controllo Constant-On-Time (COT) che 
accelera la risposta ai transitori. Il packa¬ 
ge è Qfn-16 da 3 x 3 mm. Nuovo è anche 
il regolatore lineare MPQ2029 pensato per 
le applicazioni automotive e prodotto in 
package Soic8 EP certificato AEC-Q100 con 
tolleranza termica che va da -40 a +150 °C. 
La tensione d’ingresso è ammessa da 3 a 40 
V mentre in uscita si può graduare finemen¬ 


te da 15 V fino a 1,25 V. La massima corren¬ 
te d’uscita è di 450 mA con accuratezza in 
continua di ±2%. 

Step-up PFM/PWM 

Rohm ha recentemente rilasciato un con¬ 
verter boost pensato per i sistemi elettronici 
alimentati a batteria che necessitano di pro¬ 
lungare quanto più possibile la disponibilità 
di corrente. Lo stadio di conversione del 
nuovo BU33UV7NUX usa transistor mosfet 
con commutazione a 800 kHz in entrambe 
le modalità a modulazione di frequenza o 
ampiezza degli impulsi, PFM e PWM, fra 
le quali può permutare automaticamente 
garantendo un’efficienza di conversione 
dell’energia del 94%. Può fornire in uscita 
3,3 V e 300 mA stabili mentre all’ingresso 



Fig. 6 - Usa la modulazione PFM/PWM il convertitore boost 
Rohm BU33UV7NUX pensato per alimentare a 3,3 V e 300 mA 
gli apparecchi con batterie che generano da 0,6 a 4,5 V 


preleva da 0,6 a 4,5 V generati dalle celle 
agli ioni di litio. Il consumo è particolarmen¬ 
te basso con un assorbimento di corrente 
di 7 o 13 pA in piena operatività e secondo 
gli esperti Rohm ciò contribuisce a pro¬ 
lungare la durata delle batterie di circa sei 
mesi rispetto ad altre soluzioni. Il package 
è a 10 pin da 3 x 2 mm. Recente è anche il 
convertitore buck-boost BD99954GW/MUV 
con doppio ingresso pensato per caricare 
le batterie interne degli apparecchi portatili. 
All’ingresso accetta tensione da 3,8 a 25 V 
ed eroga in uscita da 3,07 a 19,2 V adattan¬ 
dosi alla tipologia delle celle da ricaricare e 
questo perché può lavorare sia come buck 
sia come boost nonché regolare la frequen¬ 
za di commutazione da 200 a 1.200 Hz in 
modo tale da graduare la potenza erogata 
da 7,5 W (con 5 V e 1,5 A) fino a 100 W (con 
20 V e 5 A). Il package è Qfn da 40 pin e 
misura 5x5 mm. 
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 


EU-GDPR 



La sicurezza costituisce nel migliore dei casi un compito tedioso: le misure 
per la sicurezza richiedono tempo e denaro e provocano un aumento 
dei consumi energetici. Tuttavia essa è essenziale quando si collegano 
dispositivi come parte delle soluzioni per Industry 4.0, loT e Cloud, oltre 
a essere definita dalle specifiche della direttiva EU-GDPR 


Bernd Hantsche 

Direttore della Divisione Embedded & Wireless 
Rutronik 


I l 25 maggio 2018 è stata una giornata si¬ 
curamente importante: si tratta della data 
a partire dalla quale le aziende in tutta 
Europa hanno dovuto adottare la Direttiva UE 
per la Protezione Generale dei Dati (GDPR) 
per evitare pesanti multe (fino al quattro per 
cento del loro fatturato a livello globale o un 
massimo di 20 milioni di euro). 

Questo vale non solo per le imprese con sede 
neirunione Europea, ma anche per quelle che 
possiedono una filiale neH’Unione Europea. 
Gli articoli chiave della direttiva di EU-GDPR 
per i progettisti hardware e software e per i 

Fig. 1 - Nei microcontrollori della famiglia Optiga Trust di 
Infineon i dati sensibili come le chiavi di sicurezza, i certificati 
e le password possono essere memorizzati in modo sicuro 
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responsabili di prodotto sono l’Articolo 25 “Protezione 
dei dati di progetto e per l’impostazione predefinita” 
e l'Articolo 32 “Sicurezza del trattamento”. L’articolo 
enuncia quali sono le tecniche e le misure organizzati¬ 
ve che i responsabili del controllo e del trattamento e 
dei dati devono implementare per garantire un livello 
di sicurezza dei dati appropriato per il livello di rischio 
presentato dal trattamento dei dati personali diretti e 
indiretti. Inutile sottolineare il fatto che le misure tecni¬ 
che devono essere “allo stato dell’arte”. La compren¬ 
sione di che cosa significhi realmente è lasciata aperta 
all’interpretazione, come la definizione dei dati perso¬ 
nali diretti e indiretti. 

Microcontrollori standard 
con caratteristiche di sicurezza 
I microcontrollori rivestono un ruolo chiave come 
componenti per il controllo centrale e per il controllo 
in retroazione. I microcontrollori standard usati prin¬ 
cipalmente neH’IoT, nell’Industria 4.0 e nella robotica 
sono disponibili in vari formati con funzionalità inte¬ 
grate per la sicurezza. Ad esempio, la famiglia STM32 
presenta numerose funzionalità integrate su chip. Que¬ 
ste ultime assicurano autenticazione robusta, integrità 
a livello di piattaforma e totale sicurezza dei dati. In 
questo modo, esse preservano la riservatezza degli 
utenti assicurando la protezione dei dati, della proprie- 



Fig. 2-11 System-on-Chip nRF52840 di Nordic Semiconductor, oltre 
alla connessione wireless crittografata integra la tecnologia ARM 
TrustZone Cryptocell-310 


tà intellettuale e dei marchi. Con la famiglia di prodotti 
Optiga Trust di Infineon (Fig. 1), i dati sensibili come 
le chiavi di sicurezza, i certificati e le password pos¬ 
sono essere memorizzati in modo sicuro, come se si 
trovassero in una cassetta di sicurezza. I microcontrol¬ 
lori forniscono pertanto l’integrità dei dati e a livello di 
sistema che impedisce di manipolare sia i sistemi, sia i 


dati, e consente di effettuare gli aggiornamenti del sof¬ 
tware e del firmware. La famiglia di prodotti offre la so¬ 
luzione ideale per ogni livello di protezione richiesto. 
Infineon e Rutronik lavorano in stretta cooperazione 
allo scopo di scegliere e di implementare la soluzione 
ottimale. Dato che i chip sicuri sono forniti da Infineon 
con le chiavi di sicurezza già programmate e certifica¬ 
te, è essenziale che questi rimangano intatti in fase di 
consegna presso la sede del cliente, poiché altrimenti 
verrebbe interrotta l’intera catena di sicurezza. Di con¬ 
seguenza, Infineon consegna i chip come un sistema 
sigillato che Rutronik inoltra poi direttamente al cliente 
finale. In casi molto complessi, un integratore di siste¬ 
mi certificato facente parte della rete di partner di In¬ 
fineon aiuta il cliente ad implementare l’infrastruttura. 
Con il System-on-Chip nRF52840 (Fig. 2), Nordic Se¬ 
miconductor introduce un concept interessante: il mi¬ 
crocontrollore è basato su un core ARM Cortex M4F e 
offre, oltre alle interfacce NFC e IEEE 802.15.4/Thread, 
un’interfaccia utente-programmabile a 2,4 GHz. Per 
questa interfaccia sono disponibili gratuitamente i pro¬ 
tocolli Bluetooth 5, ANT e di tipo proprietario. Oltre alla 
connessione wireless crittografata, il microcontrollore 
wireless vanta la tecnologia ARM TrustZone Crypto¬ 
cell-310. Questa unità di co-processore incorpora un 
vero e proprio generatore di numeri casuali (TRNG) 
e rende disponibili servizi di crittografia asimmetrica, 
simmetrica e di hashing, riducendo così il tempo di 
elaborazione della CPU. 

Il problema delle tecnologie wireless 

Quando si tratta di comunicazione wireless, la scelta 
della tecnologia wireless più adatta riveste un ruolo 
importante per garantire la sicurezza. I protocolli di 2,4 
GHz basati su IEEE 802.15.4., come ad esempio ZigBee 
o Thread, sono meno soggetti alle interferenze di se¬ 
gnale, grazie alla presenza di 16 canali da 5 MHz. La 
connessione WiFi è ancora più resistente con 20 MHz 
per canale. Con il tradizionale Bluetooth, gli stessi 79 
canali RF sono distanziati di 1 MHz; per garantire una 
connessione stabile, avvengono salti in frequenza ad 
una velocità di 1.600 volte al secondo. Bluetooth EDR 
(Enhanced Data Rate) si avvale inoltre delle tecniche 
di salto di frequenza adattativo (AFH), di correzione 
degli errori in avanti (FEC) e di uno standard di cifra¬ 
tura avanzata AES (Advanced Encryption Standard) a 
128 bit. La tecnica AFH identifica le interferenze che si 
verificano quando il WiFi comunica nella stessa banda 
di frequenza ed esclude i canali bloccati. Utilizzando la 
tecnica FEC, è possibile rilevare e correggere gli errori 
in fase di trasmissione dei dati. Oltre alle tecniche AFH 
e FEC, Bluetooth a Bassa Energia (BLE) utilizza ulteriori 
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Un supporto qualificato 

I progettisti hardware e software, i responsabili di prodotto e gli acquirenti che hanno avuto (o hanno ancora) bisogno di supporto per l'at¬ 
tuazione della EU-GDPR possono contattare il team di eccellenza GDPR presso Rutronik. Gli esperti delle aree di prodotto relative ai supporti di 
memoria, alla comunicazione wireless, alle schede embedded, ai sistemi embedded, ai moduli per la sicurezza, ai microcontrollori, ai display e ai 
sensori, qui lavorano insieme in un team interdipartimentale. Essi si consultano con i clienti su tutti gli aspetti dei rispettivi componenti e delle 
applicazioni complessive, relativamente a tutti gli strati ISO/OSI. Il team inoltre aiuta i clienti a comprendere i termini specialistici della direttiva 
GDPR che richiedono ulteriori spiegazioni e, se necessario, offre sessioni di formazione individuale di base presso la sede dei clienti sui temi della 
crittografia, della ridondanza e dei protocolli wireless. Rutronik ha accesso a tutti i componenti necessari e ai sistemi dei principali produttori, 
e può contare sul proprio know-how e sulla la vasta esperienza costruita su innumerevoli progetti. A tale scopo, il team ha anche elaborato dei 
sistemi completi che possono essere adattati in modo efficace ed efficiente ai singoli requisiti e agli scenari di pericolo delle rispettive applica¬ 
zioni. Ciò fornisce alle aziende soluzioni rapide da implementare e in linea con la direttiva GDPR. 

Rutronik ha pubblicato un repertorio di eccellenze che fornisce le conoscenze di base e i consigli pratici per l'utilizzo dei componenti, delle 
tecnologie e di intere applicazioni. Chiunque sia interessato può scaricarlo all'indirizzo: https://www.rutronik.com/security-aspects 


misure per la sicurezza, ad es. il dispositivo di autenti¬ 
cazione e la cifratura dei messaggi. 

Rispetto al suo predecessore Bluetooth 4.2, Blueto- 
oth 5 offre alcuni miglioramenti significativi in termini 
di raggio operativo e di velocità di trasferimento dei 
dati - tuttavia, questo permette anche agli hacker di 
accedere più velocemente ai dati e da una distanza 
maggiore. Lo stesso vale anche per Bluetooth Mesh: 
la capacità di predisporre 

una rete che si estende su - _ —^ 

più nodi e su distanze più am¬ 
pie rispetto a quanto avviene i c 01H 
con altre tecnologie, significa LC / 
anche che essa è esposta a 
rischi maggiori. Per ridurre 
tali rischi, i tecnici devono te¬ 
stare ulteriori funzionalità di 
protezione, ad esempio l’au¬ 
tenticazione e la cifratura di 
tutti i messaggi, una chiara 
suddivisione delle sottoreti, 
o dei meccanismi per contri¬ 
buire a evitare attacchi che 
sfruttano vecchi messaggi. 

La tecnologia RFID è l’ideale 
per applicazioni come i pa¬ 
gamenti o l’identificazione, 
per lo meno quando si parla 
di RFID ad alta frequenza. In 
questo caso, la distanza di lettura del transponder è 
di appena pochi centimetri. Lo stesso vale per NFC. 
Il Wi-Fi è utilizzato per trasmettere una serie di dati 
personali, il che lo rende un obiettivo primario per i 
cyber criminali. Il protocollo WPA2 fornisce maggiore 
protezione. Gli esperti di sicurezza hanno dimostrato 
che i dati crittografati possono ancora essere letti e 
manipolati tra un punto di accesso e il Client. Si ren¬ 
dono pertanto necessari ulteriori strati SSL/TLS o altri 
livelli di sicurezza per garantire la riservatezza end-to- 
end. Il rischio è inoltre diffuso nelle soluzioni wireless 


cellulari, a causa del grande numero di utenti e di dati 
trasmessi. I progettisti che operano in questo campo 
dovrebbero pertanto considerare anche la crittografia 
end-to-end attraverso lo strato TLS/SSL. La carta SIM 
inoltre, richiede uno standard di crittografia aggiorna¬ 
to per garantire che i nodi periferici non siano lascia¬ 
ti aperti ad attacchi. Un elevato livello di sicurezza è 
offerto in particolare da Telit, grazie al suo approccio 

di mercato e al concetto di 
famiglia di prodotti One Stop, 
One Shop. Ad esempio, i mo¬ 
duli wireless delle famiglie 
xE910 e xE866 possono esse¬ 
re combinati con la carta SIM 
e con il portale IoT di Telit per 
creare una soluzione olistica 
rivolta specificamente ai pro¬ 
fessionisti del settore (Fig. 3). 

Un approccio globale 
alla sicurezza 

Oltre ai microcontrollori e ai 
moduli wireless, le memorie, i 
sensori e i moduli di protezio¬ 
ne specifici giocano un ruolo 
chiave nel garantire un con¬ 
cetto di sicurezza conforme 
alla direttiva GDPR. La scelta 
di una tecnologia specifica 
dipende dalla rispettiva applicazione e dai relativi ri¬ 
schi. In linea generale: la protezione dei dati non può 
essere ottenuta con componenti singoli, ma è sempre 
attribuibile ai vari componenti che operano insieme 
per raggiungere il risultato desiderato. Essi non solo 
devono essere scelti con attenzione, ma devono anche 
essere finemente bilanciati. Questo perché esistono 
interdipendenze e alcune interazioni complesse fra un 
grande numero di moduli. È importante ricordare che 
ogni concetto di sicurezza è robusto semplicemente 
quanto il suo elemento più debole. 


Telit 


JG|!f 



Fig. 3 - I moduli wireless delle famiglie xE910 e xE866 
possono essere combinati con la carta SIM e con il portale IoT 
di Telit per creare una soluzione olistica 
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SAFETY-CRITICAL SYSTEMS 


Sicurezza funzionale: 
il ruolo degli FPGA 

L’elettronica viene definita “safety-critical” quando eventuali guasti 
o malfunzionamenti possono mettere a rischio la vita delle persone 
o provocare gravi danni ambientali e/o materiali. I sistemi “safety-critical”, 
quindi, devono garantire un funzionamento affidabile in ogni momento 
e la sicurezza funzionale può essere ottenuta mediante l’utilizzo di FPGA 

Michael Henze 


L e specifiche relative ai sistemi embedded “sa- 
fety criticai” sono spesso definite per un parti¬ 
colare comparto industriale e soggette a stan¬ 
dard rigorosi. Non esiste spazio per gli errori a livello 
sia hardware sia software. Tra le applicazioni tipiche 
si possono segnalare in generale quelle nell’ambi¬ 
to dei trasporti - treni, bus, navi, e aeroplani - oltre 
a complesse applicazioni nei settori dell’automazione 
industriale, della tecnologia medicale e dell’energia. 
In contesti di questo tipo la sicurezza funzionale (fun- 
ctional safety) assume un’importanza cruciale. Una 
domanda che sorge spontanea è se sia possibile, at¬ 
traverso la progettazione, proteggere un sistema con¬ 
tro tutti i rischi conosciuti. Questi includono sia guasti 
di natura randomica prodotti da malfunzionamenti dei 
componenti, effetti EMC, oppure radiazioni cosmiche, 
o ancora potenziali errori di progetto che possono es¬ 
sere evitati nel corso dello sviluppo mediante l’adozio¬ 
ne di processi appropriati. Un altro quesito è relativo 
alla possibilità di certificare i sistemi in conformità agli 
standard di sicurezza in vigore in differenti mercati 
nonostante il fatto che la maggior parte dei compo¬ 
nenti standard disponibili non siano stati progettati 
per soddisfare i requisiti di questi standard. Ottenere 
la certificazione in maniera autonoma è un compito 
solitamente molto laborioso, specialmente nel caso di 
componenti complessi. 

A volte questo processo richiede la cooperazione da 
parte dei produttori dei componenti che devono for¬ 
nire i dettagli necessari relativi ai processi di produ¬ 
zione. Una collaborazione di questo tipo, in ogni caso, 
non è scontata. Non bisogna dimenticare che per la 
maggior parte dei fornitori dei componenti standard 
utilizzati nei sistemi di elaborazione embedded la si¬ 
curezza funzionale rappresenta un mercato di nicchia. 
Quindi è necessario individuare un metodo che per¬ 
metta di aggirare questo ostacolo e sviluppare in ogni 
caso sistemi sicuri dal punto di vista funzionale. 


Un’alternativa al test retroattivo 
di component standard 

Al momento attuale l’unica alternativa possibile al col¬ 
laudo retroattivo di componenti standard è rappresen¬ 
tata dall’uso di FPGA (Field Programmable Gate Array) 
per ridefinire le funzioni in conformità agli standard di 
sicurezza appropriati. Si tratta della soluzione ideale 
per soddisfare i requisiti “safety-critical” di settori in¬ 
dustriali specifici. L’utilizzo degli FPGA consente inol¬ 
tre di sviluppare progetti personalizzati per la realizza¬ 
zione di piccoli lotti di produzione in modo efficiente 
ed economico. Ciò fa di questi componenti la base 
ideale per assicurare la sicurezza funzionale richiesta 
dalla specifica applicazione considerata. Un vantaggio 
di assoluto rilievo degli FPGA è rappresentato dal fatto 
che non tutto deve essere sviluppato ogni volta “a par¬ 
tire da zero”. Abbinando in modo opportuno blocchi IP 
funzionali è possibile ridurre sia i costi sia i tempi di 
sviluppo. Ciò è valido non solo per un progetto basato 
su un FPGA specifico, ma anche per progetti di schede 
e sistemi che prevedono più FPGA i quali integrano le 
singole funzionalità richieste attraverso un’opportuna 
“messa a punto” dei rispettivi FPGA. 

Simulazione degli errori e test comportamentali 

Prima di poter procedere alla qualificazione e alla certi¬ 
ficazione di un progetto safety-critical, è necessario for¬ 
nire una prova del suo comportamento in caso di guasto. 
Si tratta di un compito relativamente semplice grazie alla 
disponibilità dei tool di sviluppo per FPGA: in questo am¬ 
biente di sviluppo virtuale per FPGA è possibile produrre 
errori seri o comunque complessi al fine di collaudare 
il comportamento del sistema in presenza dell’errore o 
verificare se il sistema ha un comportamento definito 
quando l’errore si manifesta. Sebbene questa forma di 
simulazione non sia prassi comune nel settore del sof¬ 
tware, essa rappresenta uno strumento base nel progetto 
con FPGA, dove è utilizzata nel corso dello sviluppo stan- 
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dard di progetti che non hanno requisiti di sicurezza funzionale. Sotto 
questo aspetto, quindi, non sono richieste risorse aggiuntive in termini 
di toolchain. La simulazione inoltre può essere utilizzata non solo per 
verificare il comportamento desiderato in presenza di errori, ma anche 
per dimostrare la corretta implementazione di una funzione. In questo 
modo è possibile generare report di simulazione completi da sottoporre 
ai fornitori di servizi di certificazione tecnica come TUV 

Implementazione di funzioni di monitoraggio e controllo avanzate 

Anche il monitoraggio delle condizioni adeguate è un fattore estrema- 
mente importante nelle applicazioni safety-critical in quanto rappresen¬ 
ta l’unico modo per rilevare malfunzionamenti e dare avvio alle azioni 
appropriate. Le temperature, il funzionamento dei componenti o la rice¬ 
zione dei dati sono elementi che devono essere monitorati e analizzati 
al fine di attivare una stato sicuro nel momento in cui si verificano de¬ 
viazioni dai parametri di riferimento impostati - ad esempio effettuare lo 
shut-down di una macchina o arrestare la marcia di un treno in maniera 
controllata. I componenti standard utilizzati per controllare gli I/O, come 
ad esempio le interfacce seriali o i GPIO, raramente rendono disponibili 
le funzioni di monitoraggio necessarie per garantire la conformità alle 
specifiche dello standard ferroviario EN 50129 o a quelle dello standard 
IEC 61508 per sistemi elettronici con requisiti di sicurezza funzionale. 
Tali funzioni possono essere mappate in maniera molto efficiente in un 
FPGA nel caso non siano disponibili microcontrollori adatti. Nel momen¬ 
to in cui tali funzioni di monitoraggio sono integrate in un FPGA, sono 
liberamente configurabili e possono quindi essere adattate in modo da 
soddisfare le specifiche necessità dell’applicazione. Si tratta, come si 
può intuire, di un notevole vantaggio rispetto ai microcontrollori. 

Disponibilità sul lungo termine e riduzione 
del rischio di obsolescenza 

La massima “non bisogna cambiare un sistema che funziona” ben si 
adatta ai sistemi che devono garantire la sicurezza funzionale. In pri¬ 
mo luogo, la verifica di conformità agli standard di sicurezza funzio¬ 
nale è un compito complesso che deve essere ripetuto ogni qualvolta 
vengono apportate modifiche. Quindi, si tratta anche di un processo 
costoso. In secondo luogo, ogni modifica comporta inevitabilmente 

il rischio di introdurre 
un nuovo errore. Pro¬ 
prio per questo moti¬ 
vo i sistemi vengono 
utilizzati invariati per 

Questo SBC con 16 core 
e un'interfaccia VMEbus 
basata su FPGA è un esempio 
di scheda MEN realizzata 
facendo ricorso a FPGA 




Maggiore 

affidabilità 

per applicazioni industriali 


Nuovi connettori Archer Kontrol a 
passo 1,27mm in versione orizzontale 
e verticale con assortimento 12-80 pin. 

Provvisto di linguette a saldare a montaggio 
superficiale per un miglior fissaggio alla 
scheda, può resistere a sollecitazioni laterali 
e di torsione in ambienti ad alta criticità. 


> Campo di temperatura da -55°C a +125°C 
> Agevole accoppiamento cieco 
> Connessione completamente protetta 
^ Testato fino a 500 operazioni 


ARCHER*/ 


KONTROL 


www.harwin.com/kontrol 
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parecchi decenni, in particolar modo nei settori fer¬ 
roviario e aeronautico. Ciò richiede inevitabilmente 
l’adozione di strategie per la gestione dell’obsolescen¬ 
za dei componenti, poiché i componenti industriali 
standard solo raramente sono disponibili per periodi 
superiori ai 5-10 anni. Sotto questo aspetto gli FPGA 
garantiscono significativi vantaggi poiché una funzio¬ 
ne non è implementata in un componente dedicato, 
ma nella programmazione stessa. La cessazione della 
produzione di un componente non comporta alcuna 
difficoltà in quanto è possibile eseguire il porting del 
codice sui nuovi FPGA, con funzionalità perfettamen¬ 
te identiche. Di conseguenza, progetti per i quali sono 
previste durate superiori ai 30 anni non rappresenta¬ 
no un problema, anche nel caso di cambio del fornito¬ 
re di FPGA. 

Ciò garantisce l’indipendenza da uno specifico pro¬ 
duttore. Gli FPGA danno sempre l'opportunità di inte¬ 
grare ulteriori funzionalità in una fase successiva, ad 
esempio per aggiornare il sistema. Naturalmente que¬ 
sto livello di flessibilità influenza anche le fasi iniziali 
del ciclo di vita di un prodotto: se alcune delle funzioni 
hardware sono implementate negli FPGA, tali funzioni 
possono essere collaudate parallelamente a ulteriori 
sviluppi. Ciò permette di risparmiare tempo durante le 
fasi di commissioning e di test dell’intero sistema. 

Componenti per il funzionamento in un range 
di temperature esteso 

Uno dei requisiti più comuni, specialmente nel cam¬ 
po delle applicazioni safety-critical, è la possibilità di 
funzionare in un intervallo esteso di temperature, so¬ 
litamente compreso tra -40 e +85 °C. Il reperimento 
di blocchi base e componenti standard idonei al fun¬ 
zionamento a queste temperature può rappresentare 
un problema. Nel momento in cui i requisiti diventano 
più severi ed è richiesto il funzionamento nel range di 
temperatura estremo, che va da -55 a +125 °C, risulta 


L'FPGA integrata nel modulo "rugged" CC10C in formato COM Express con 
processore ARIVI i.MX6 mette a disposizione I/O flessibili e personalizzabili 


molto difficile se non impossibile reperire i componen¬ 
ti necessari per implementare le differenti funzionali¬ 
tà in hardware. Fortunatamente gli FPGA offrono una 
gamma sufficientemente ampia per queste temperatu¬ 
ra estreme. 

Ridondanza e immunità ai fenomeni SEU 

La strategia più valida per ridurre l’esposizione ai 
rischi di un sistema è senza dubbio la ridondanza, 
ovvero la duplicazione funzionalmente identica dei 
component chiave al fine di ovviare senza problemi a 
eventuali guasti di un singolo componente. Un bloc¬ 
co base il cui malfunzionamento provoca l’arresto di 
un intero sistema viene definito SPOF (Single Point of 
Fatture). Ogni blocco base principale può essere uno 
SPOF Nelle applicazioni aeronautiche, per esempio, gli 
errori che si verificano nelle memorie provocati dalle 
radiazioni cosmiche possono rappresentare un pro¬ 
blema. In particolare si possono verificare fenomeni di 
SEU (Single Event Upset) e di MBU (Multiple Bit Upset), 
una tipologia di guasto che provoca la commutazione 
del valore logico (da 0 a 1 o viceversa) di uno o più 
bit presenti negli elementi di memoria. Nel caso in cui 
i componenti critici come ad esempio una CPU sono 
forniti in versioni ridondanti multiple con voting (arbi¬ 
tro), è possibile incrementare sia la sicurezza funzio¬ 
nale sia l’affidabilità. La ridondanza con funzionalità 
di voting può essere realizzata mediante gli FPGA, con 
l’ulteriore vantaggio di poter replicare questa logica in 
ciascuna istanza mediante una semplice operazione 
di “copy & paste”. Nell’FPGA questa ridondanza vie¬ 
ne ripetuta al fine di consentire il completamento del 
calcolo nel caso di malfunzionamento di un flip-flop 
dell’FPGA. Ciò si traduce in un tasso di errore pari a 
0,000001 FIT, il che significa che la probabilità che si 
verifichi un guasto in un miliardo di ore di funziona¬ 
mento è pari a una su un milione. In pratica, la probabi¬ 
lità che questo evento si verifichi è praticamente nulla. 

Funzionalità real-time e tempi di risposta garantiti 

Oltre all’affidabilità, le applicazioni di tipo safety-critical 
richiedono tempi di esecuzione calcolabili. Il sistema 
deve reagire a un evento esterno in un periodo di tem¬ 
po prestabilito, anche nelle condizioni peggiori (worst 
case). Le tipiche architetture di elaborazione utilizzano 
interrupt e topologie DMA che possono influenzare in 
maniera negativa i tempi di risposta dei singoli processi 
(task) nel momento in cui un processo richiede l’acces¬ 
so alle medesime risorse. Per questo motivo risulta diffi¬ 
cile ottenere il comportamento deterministico - ovvero 
con temporizzazioni prevedibili con esattezza - richie- 
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sto. Questa è la ragione per la quale soluzioni di questo 
tipo non sono prese in considerazione quando si tratta 
di soddisfare requisiti “hard reai time”. Gli FPGA, d’altro 
canto, supportano in modo intrinseco funzionalità real- 
time grazie alla loro natura parallela. I vari processi non 
entrano in competizione gli uni con gli altri ma seguono 
il loro percorso predefinito, che non è disturbato da al¬ 
tri eventi. Ciò rende più semplice assicurare funzionali 
real-time deterministiche con un comportamento chia¬ 
ramente delineato al variare del tempo. 

Integrazione delle applicazioni di protezione 

In un’epoca come quella attuale, dove le parole d’ordi¬ 
ne sono Internet of Things, Industry 4.0 e Mobility 4.0, il 
problema della protezione contro le manipolazioni si pre¬ 
senterà prima o poi nell’ambito della sicurezza funzionale. 
Anche in questo caso gli FPGA offrono numerose moda¬ 
lità per proteggere l’applicazione da manipolazioni, ac¬ 
cessi non autorizzati o duplicazione di dati. Ad esempio è 
possibile programmare una chiave unica nell’FPGA e me¬ 
morizzarla in modo sicuro in forma cifrata in una memo¬ 
ria non volatile. Una chiave di questo tipo può assicurare 
che i dati possono essere letti solamente da applicazioni 
e persone che conoscono la chiave. La chiave, inoltre, può 
essere usata per identificare la comunicazione del dispo¬ 
sitivo con altri dispositivi. Essendo basata su hardware, 
essa non può essere manipolata dal lato software e iden¬ 
tifica sempre in maniera univoca il dispositivo. Il codice 
integrato nell’hardware, inoltre, non può essere copiata 
così facilmente come nel caso del software. Di conse¬ 
guenza, un FPGA può espletare funzioni di sicurezza cri¬ 
tiche che vanno molto al di là di quelle di un modulo TPM 
(Trusted Platform Module). Gli FPGA assicurano notevoli 
vantaggi rispetto alle soluzioni standard perché posso¬ 
no essere programmate singolarmente per cui risultano 
meno esposti a eventuali attacchi informatici. 

Le limitazioni degli FPGA 

Oltre ai vantaggi fin qui menzionati, esistono ovviamente 
dei limiti alluso degli FPGA. In primo luogo i costi sono 
più elevati rispetto a quelli dei component standard che 
sono prodotti in grandi volumi. Gli FPGA, inoltre, sono 
adatti per applicazioni di complessità limitata: a partire 
da un certo livello di complessità è meglio ricorrere a 
una combinazione di hardware e software poiché i mi¬ 
crocontrollori e i processori applicativi già integrano la 
logica fondamentale richiesta tra cui molteplici interfac¬ 
ce di I/O standard che dovrebbero essere sviluppate nel 
caso si utilizzi un FPGA. Detto questo, gli FPGA offrono 
molte possibilità. Ad esempio la logica x86 è già presente 
negli FPGA, ma la mappatura dell’intera logica software 


disponibile per questa architettura nell’FPGA non è un 
traguardo raggiungibile a breve. Vantaggi e svantaggi 
devono essere quindi valutati per ogni singola applica¬ 
zione, tenendo conto dei componenti standard disponi¬ 
bili. In linea di principio, gli FPGA si propongono come 
un’alternativa flessibile e sicura per soddisfare quasi tut¬ 
te le esigenze laddove le soluzione basare su hardware o 
software hanno raggiunto i loro limiti di sviluppo. Si può 
comunque affermare che molte applicazioni che richie¬ 
dono la sicurezza funzionale oggigiorno non possono 
prescindere dal ricorso agli FPGA. 

Lo sviluppo di sistemi funzionalmente sicuri 

Una società come MEN Mikro Elektronik, oltre a es¬ 
sere specializzata nello sviluppo di piattaforme ba¬ 
sate su FPGA per sistemi di elaborazione embedded 
destinati ad applicazioni “safety-critical”, ha acquisi¬ 
to un’approfondita conoscenza dei requisiti richiesti 
da specifici settori industriali. In alcuni comparti, ad 
esempio, è prassi comune non includere lo sviluppo 
dell’FPGA negli standard, ma i fornitori di soluzioni 
vogliono usare i risultati delle simulazioni ottenuti dai 
tool di sviluppo per FPGA al fine di risparmiare sui co¬ 
sti della documentazione necessaria per le certifica¬ 
zioni. Nonostante tutti gli sforzi richiesti in fase di svi¬ 
luppo, l’uso di FPGA può consentire sensibili risparmi 
di tempo nel processo di certificazione, che a volte è 
più complesso dello sviluppo stesso. MEN ha già rea¬ 
lizzato numerosi blocchi funzionali utilizzati in applica¬ 
zioni certificate. In questi casi essi eseguono funzioni 
critiche della scheda, oltre a mappare funzioni di I/O 
specifiche. Tra i blocchi base IP per FPGA realizzati da 
MEN si possono annoverare: 

• controllori per display tattili e grafici 

• interfacce per bus di campo come CAN e MVB 

• UART come RS232 o RS485 

• interfacce Ethernet e HDLC 

• controllori di memorie flash e SRAM 

• GPIO, I/O digitali, contatori, decodificatori in quadra¬ 
ture e funzioni PWM 

Tutti questi core IP possono essere abbinati con core 
forniti da Intel PSG (Avalon Bus) o dalla community 
OpenCores (Wishbone Bus). MEN supporta anche gli 
sviluppi effettuati mediante il processore sof-core Nios 
di Intel PSG (ex Altera). Ponti (bridge) Wishbone-Ava- 
lon e Avalon-Wishbone sviluppati “ad hoc” completano 
la gamma di logiche per FPGA “pronte all’uso" di MEN 
Mikro Elektronik che, oltre a essere continuamente 
migliorata, può essere personalizzata ed ampliata per 
soddisfare requisiti specifici. 
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Le moderne applicazioni 
della Difesa richiedono un 
approccio innovativo da parte 
dei fornitori di componenti 

I fornitori operanti in questo settore devono sviluppare prodotti in grado 
di assicurare maggiori prestazioni, garantire i livelli di sicurezza imposti 
dalle applicazioni militari ed essere offerti a un prezzo competitivo 


Ben Green 

Head of New Business 
Harwin Pie 



Gli UAV possono essere utilizzati per effettuare missioni di ricognizione, trasporto 
di attrezzature e approvvigionamenti, oltre che per una pluralità di altre applicazioni 


P roporre offerte per ottene¬ 
re contratti con la Difesa 
può essere una faccenda 
complicata e le aziende coinvol¬ 
te devono affrontare un gran nu¬ 
mero di problematiche di natura 
tecnica, commerciale e organiz¬ 
zativa. Le imprese appaltatrici 
devono essere in grado di assi¬ 
curare la conformità agli stan¬ 
dard di riferimento e quando i 
prodotti sono destinati a deter¬ 
minati Paesi devono essere a co¬ 
noscenza delle iniziative gover¬ 
native o delle misure legislative 
chiave in vigore nei Paesi stessi 
(come ad esempio LPTA e ITAR 
negli Stati Uniti). Essi devono 
inoltre avere la capacità di spe¬ 
cificare e fornire in tempi brevi 
la tecnologia richiesta in modo 
da soddisfare i criteri di presta¬ 
zioni delineati dai clienti (oltre a 
garantire la flessibilità necessaria per apportare modi¬ 
fiche al progetto nel caso i requisiti previsti cambino 
improvvisamente). Senza dimenticare la necessità di 
proporre prezzi che risultino i più competitivi possi¬ 
bili, visto che i bilanci stanziati per la Difesa non sono 
più generosi come in passato. Il panorama ha subito 
una profonda trasformazione nel corso dell’ultimo de¬ 
cennio e al giorno d’oggi un gran numero di imprese 
appaltatrici è composta da un numero abbastanza ri¬ 


stretto di persone che può disporre di risorse di pro¬ 
gettazione e ingegnerizzazione limitate. A fronte di ciò, 
i tempi previsti per il completamente dei progetti si va 
progressivamente riducendo. Tutto ciò, ovviamente, si 
ripercuote sui fornitori di componenti che operano in 
questo settore che devono a loro volta ampliare e mi¬ 
gliorare la loro offerta. Essi devono quindi sviluppare 
prodotti in grado di assicurare maggiori prestazioni, 
garantire i livelli di sicurezza imposti dalle applicazioni 
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militari ed essere offerti a un prezzo competitivo. Inol¬ 
tre potrebbe essere richiesto un maggior supporto di 
tipo ingegneristico. Tutto questo insieme di fattori sta 
sicuramente favorendo lo sviluppo tecnologico, oltre a 
incoraggiare l’adozione di approcci di tipo innovativo. 
In molti casi, i componenti che costituiscono i sistemi 
militari sono di tipo standard e caratterizzati da prez¬ 
zi che soddisfano i sempre più severi vincoli imposti 
alle spese militari. Tuttavia è anche necessario essere 
pronti a offrire servizi in grado di soddisfare eventuali 
richieste di componenti o sottosistemi di tipo custom. 
Questi prodotti devono essere implementati in tempi 
brevi, senza per questo incorrere in esborsi finanziari 
di notevole entità (in termini d’investimenti NRE iniziali 
o di costi unitari). 

Applicazioni militari e il loro impatto 
sul progetto elettronico 

Negli ultimi anni si è assistito a una proliferazione su 
vasta scala degli UAV (Unmanned Aerial Vehicle - vei¬ 
coli aerei autonomi). Questi ultimi possono essere uti¬ 
lizzati per effettuare missioni di ricognizione, trasporto 
di attrezzature e approvvigionamenti, oltre che per una 
pluralità di altre applicazioni senza mettere le persone 
in situazioni di pericolo. Gli UAV possono essere im¬ 


piegati per trasportare carichi utili (payload) pesanti 
e viaggiare su lunghe distanze. Di conseguenza, come 
per qualsiasi componente hardware utilizzato a bordo 
degli aerei, l’elettronica integrata in queste unità, uni¬ 
tamente ai relativi cablaggi, devono occupare uno spa¬ 
zio minimo e non “appesantire” in modo eccessivo il 
design complessivo. Considerazione del tutto analogo 
valgono per i veicoli UGV (Unmanned Ground Vehicle 
- veicoli terresti senza pilota) che devono sfruttare nel 
modo più efficiente possibile le loro riserve di carbu¬ 
rante. Allo stesso modo, il numero di circuiti elettronici 
integrato nei kit dei soldati sta aumentando rapida¬ 
mente, con l’inclusione di svariati tipi di sensori, mo¬ 
duli di comunicazione wireless e altri dispositivi. 
Poiché la riduzione in dimensioni, peso e potenza 
(SWaP - Size, Weight e Power) è divenuto un aspetto 
critico di ogni progetto militare a livello di sistema, è 
necessario apportare variazioni significative a livello 
di componenti. La possibilità di effettuare il trasporto 
dei dati acquisiti attraverso i sistemi prima descritti 
è un elemento di fondamentale importanza. Esempi 
possono essere il contenuto di un’immagine acquisi¬ 
ta da una telecamera installata su un UAV preposto 
a compiti di sorveglianza o informazioni biometriche 
generate dai monitor indossati dai soldati che devono 
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Una Base Solida Per Eseguire Test di Conformità 
dì Sicurezza in Modo Affidabile, Sicuro e Pratico 
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• Tasti Funzione Per Una Selezione Veloce 
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COMPONENTS ADVANCED CONNECTORS 



Il numero di circuiti elettronici integrato nei kit dei soldati sta aumentando rapidamente, con 
l'inclusione di svariati tipi di sensori, moduli di comunicazione wireless e altri dispositivi 


essere elaborati/analizzati su base continua. Oltre a 
questi dati di natura critica, attraverso questi sistemi è 
necessario garantire anche il trasporto della potenza. 
In entrambi i casi bisogna specificare connettori per 
applicazioni militari, in grado di assicurare prestazioni 
elevate e affidabilità di funzionamento sul lungo pe¬ 
riodo. Essi devono essere adatti per l’installazione in 
ambienti non compromessi e assicurare la possibilità 
di eseguire un gran numero di cicli di accoppiamento. 

I requisiti per i connettori 

Una conseguenza delle dinamiche associate al con¬ 
cetto di SWaP è la necessità di utilizzare connettori 
compatti e leggeri. Oltre a occupare lo spazio più ri¬ 
dotto possibile a bordo della scheda (in modo da la¬ 
sciare spazio ad altri componenti elettronici, unità per 
l’immagazzinamento dell’energia e cavi) e non incide¬ 
re in modo significativo sulla massa complessiva del 
sistema, questi connettori devono avere un’elevata re¬ 
silienza agli effetti prodotti da impatti, vibrazioni, agen¬ 
ti corrosivi pericolosi e così via. 

A fronte di un aumento dei livelli di potenza e della ve¬ 
locità di trasmissione dati (che si traducono in un in¬ 
cremento delle prestazioni del sistema) si sta assisten¬ 
do a una diminuzione delle dimensioni dei package. La 
densità dei cablaggi di questi componenti è in costan¬ 
te aumento (a causa dei vincoli di spazio sempre più 
severi) e ciò comporta l’insorgere di problematiche 
legate alle interferenze EMI. Le società appaltatrici che 
operano nell’ambito militare devono poter interagire 
con fornitori di connettori esperti che hanno un’innata 
comprensione di tutti queste problematiche. I connet¬ 
tori multi-funzione ad alta affidabilità prodotti da Har- 
win sono in grado di soddisfare “in foto” le aspettative 
delle moderne applicazioni per la difesa. Le soluzioni 
Datamate e Gecko sono state adottate su navi che ope¬ 
rano in prima linea, veicoli terrestri, UAV e aerei mili¬ 
tari con equipaggio. I connettori di entrambe queste 
famiglie sfruttano una disposizione dei contatti di tipo 
multi-finger (a più terminali) per garantire la continuità 
del contatto elettrico in presenza di sollecitazione e vi¬ 


brazioni di elevata intensità. 
Gli alloggiamenti di ridotte 
dimensioni dei connettori 
della linea Geko permette di 
ottenere significativi rispar¬ 
mi in termini di occupazione 
di spazio, mentre i gusci in 
plastica conferiscono loro 
doti di leggerezza. 

Questi sottili connettori con 
passo di 1,25 mm sono in 
grado di ospitare un numero 
di contatti maggiore rispetto 
a connettori concorrenti di dimensioni equivalenti (se 
non addirittura superiori). Sono disponibili versioni 
con serraggio a vite in grado di resistere a vibrazio¬ 
ni di elevata intensità, oltre a versioni con custodia 
metallica con supporto per il collegamento con cavi 
a treccia che consente ai progettisti di minimizzare le 
problematiche legate alle interferenze EMI e assicura¬ 
re l’immunità contro interferenze e fenomeni di jam¬ 
ming. I prodotti della serie Datamate, basati su una 
tecnologia mista, permettono di eliminare il ricorso a 
connettori di potenza e dati separati e sono in grado 
di trasportare correnti fino a 40A. L’utilizzo di materiali 
avanzati come le leghe di berillio-rame per la realizza¬ 
zione dei contatti consente il funzionamento dei con¬ 
nettori nell’intervallo di temperatura compreso tra -55 
e +125 °C. 

Servizi di supporto aggiuntivi 
Harwin ha conseguito il riconoscimento di conformità 
allo standard EN 9100, riconosciuto su scala interna¬ 
zionale, relativo alla gestione della qualità, richiesto da 
tutte le organizzazioni attive nella catena di fornitura 
del settore avionico, sia civile sia militare. 

Grazie al servizio di assemblaggio cavi di Harwin, le 
aziende appaltatrici che operano nel settore della Dife¬ 
sa possono delegare questa fase delicata del proces¬ 
so di produzione (che richiede tra l’altro competenze 
specifiche) evitando in tal modo i costi NRE legati 
all’investimento in utensili o di doversi impegnare per 
effettuare ordini superiori a un certo numero di pezzi. 
Gli utenti possono in tal modo disporre di prototipi che 
permettono di finalizzare il progetto prima della produ¬ 
zione su larga scala. 

La progressiva evoluzione in atto nel settore militare 
richiede la disponibilità di soluzioni di interconnessio¬ 
ne robuste in grado di supportare il concetto di SWaP 
discusso in precedenza. Nello stesso tempo è neces¬ 
saria una catena di fornitura affidabile che dia garan¬ 
zie di continuità. Queste soluzioni d’interconnessione, 
infine, devono essere offerte a un prezzo competitivo 
senza penalizzazione alcuna in termini di prestazioni. 
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Migliorare l’esperienza 
di navigazione satellitare 
automotive 

Nei tunnel, nelle aree cittadine caratterizzate da numerosi edifici alti nonché 
nei parcheggi multipiano coperti, UDR (Untethered Dead Reckoning) offre 
un’esperienza di navigazione continua, senza la necessità di inserirsi nella rete 
interna al veicolo e con la possibilità di navigare per brevi periodi in completa 
assenza di segnale 


Florian Bousquet 

Market Development Manager 

u-blox 


A bbiamo tutti dovuto affrontare delle sfide con 
l’uso del navigatore satellitare in auto: che sia 
stato installato in fabbrica o in post-vendita, 
ogni navigatore satellitare ha mostrato di avere dei 
limiti. Gli esempi sono innumerevoli ma il più evidente 
è la scarsa o limitata precisione quando ci si sposta 
in zone cittadine, in cui pullulano edifici alti. In questi 
“canyon urbani”, gli utenti spesso hanno una linea vi¬ 
suale scarsa o interrotta con i segnali GNSS - proprio 
nel momento in cui servirebbe una navigazione pre¬ 
cisa e affidabile. 

Oltretutto, gli edifici alti possono riflettere i segnali 
GNSS, aumentando le imprecisioni. Un altro esem¬ 
pio molto comune è l’attraversamento di un tunnel: 
l’utente perde i dati di navigazione e deve aspetta¬ 
re che il dispositivo ristabilisca la posizione corretta 
all’uscita. 

Innovazioni recenti 

Solo di recente hanno iniziato a fare la loro comparsa 
sul mercato automotive delle innovazioni nei sistemi 
globali di navigazione satellitare (GNSS). Il concetto 
di navigazione automotive stimata (ADR), un tempo 
disponibile solo per auto di fascia alta, unisce i dati 
GNSS con le informazioni sulla posizione del veico¬ 
lo, acquisite da sensori installati nella vettura e nelle 
ruote non motrici. 

In questo modo, la tecnica di navigazione stimata per¬ 
mette con la massima semplicità di calcolare la po¬ 
sizione attuale a partire dall’ultima posizione GNSS. 
Poiché il grado d’integrazione richiesto alla rete dei 


dati interna al veicolo è piuttosto elevato, il dispositi¬ 
vo può essere inserito solo al momento della costru¬ 
zione dell’auto. 

Per ottenere una prestazione migliore di quanto ga¬ 
rantito dai soli dati GNSS e simile a quella offerta 
dall’ADR si può ricorrere a un approccio svincolato 
dalla rete interna al veicolo. Si tratta del sistema di 
navigazione stimata indipendente (UDR) che unisce i 
dati GNSS ai dati di misurazione inerziale, come mo¬ 
strato nella figura 1. 



UDR modute 


Acceleratici. Angular rate 



Fig. 1 - Concetto base della navigazione stimata indipendente (UDR) 

Le misurazioni accurate delle forze angolari e di ac¬ 
celerazione, ottenute grazie a un accelerometro e a un 
giroscopio MEMS si uniscono ai dati GNSS per forni¬ 
re istantaneamente la posizione precisa del veicolo 
nel caso in cui il segnale GNSS si interrompa o sia 
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inaffidabile. Il salvataggio dell’ultima posizione nota 
del veicolo all’interno di un parcheggio multipiano o 
sotterraneo, ad esempio, permette di riattivare istan¬ 
taneamente la navigazione quando si riaccende l’au¬ 
tomobile. La figura 2 mostra la precisione dell’UDR 
all’interno di un’area cittadina caratterizzata da edi¬ 
fici alti. 



Fig. 2 - Confronto tra la navigazione con i soli dati GNSS e l'antenna 
montata sul parabrezza rispetto alla navigazione con UDR 


I risultati del test, indicati nella figura 2, mostrano la 
precisione dei due sistemi, GNSS e UDR, con un’an¬ 
tenna montata sul parabrezza del veicolo di prova. 
Nel corso del test, la precisione di posizione dell’UDR 
si è dimostrata tre volte superiore rispetto a quella 
dei soli dati GNSS. 



GNSS 

Povtion accuracy: (1 m 
Height accuracy 124 m 
Headir>g accuracy: 41* 


UDR 

Posltton accuracy 
Height accuracy 
Heading accuracy: 


33 m 
sa m 

3* 


Fig. 3 - Precisione del sistema GNSS con un'antenna montata ai 
piedi del veicolo a confronto con la precisione del sistema UDR 


Per stabilire ancor meglio le capacità dell’UDR in pre¬ 
senza di un segnale debole è stato condotto un altro 
test, questa volta con un’antenna collocata ai piedi 
del veicolo, ben al di sotto dell’altezza del cruscotto. I 
risultati sono illustrati nella figura 3. 

L’UDR ha continuato a determinare una precisione di 
posizione tre volte maggiore, sebbene la sua preci¬ 
sione relativa non fosse buona come con un’antenna 
montata sullo schermo o sul cruscotto del veicolo. 
Una navigazione basata solo su dati GNSS era, inve¬ 
ce, del tutto impossibile. 

Un modulo “ad hoc” 

I due test citati hanno previsto l’utilizzo di NEO-M8U, 
un modulo UDR di u-blox. Questo dispositivo GNSS 
compatto misura solo 12,2 x 16,0 x 2,4 mm, compren¬ 
de sensori inerziali 3D integrati e supporta la rice¬ 
zione multi-costellazione GNSS da GPS, GLONASS, 
BeiDou e Galileo. EVA-M8E, modulo UDR ancora più 
compatto, garantisce la stessa funzionalità ma, per 
ottenere un design maggiormente integrato, richie¬ 
de il montaggio esterno dei sensori del giroscopio e 
dell’accelerometro. 

L’approccio completamente integrato di un modulo 
UDR come NEO-M8U permette di ottenere la mag¬ 
gior precisione di posizione possibile. Nella figura 4 
è illustrato il design dell’M8 che, grazie a un filtro di 
Kalman ad accoppiamento stretto, agisce sulle infor¬ 
mazioni inerenti alla precisione di tracciamento del 
modulo GNSS. Grazie a un algoritmo di stima lineare 
quadratica, il filtro di Kalman calcola la posizione del 
veicolo in base a una serie di misurazioni e fornisce 
una stima molto più precisa di quanto si potrebbe ot¬ 
tenere con una misurazione singola. In tal modo, po¬ 
tendo anche agire in maniera diversa su ogni segnale 
del sistema GNSS e del sensore, si ottiene la massima 
precisione 3D. 

L’aggiunta di dati anche solo da uno o due satelliti 
durante la navigazione nei “canyon urbani” garanti¬ 
sce una maggiore precisione nella posizione stimata 
rispetto a un approccio monocanale che determina 
maggiori imprecisioni e porta anche a non identifica¬ 
re la posizione del veicolo. 

Un altro aspetto significativo dell’approccio UDR è 
rappresentato dal fatto che produce un’elevata velo¬ 
cità di aggiornamento dei dati inerenti alla posizione 
o un’elevata velocità di navigazione in tempo reale 
(HNR). Affidandosi solamente ai segnali GNSS è ine¬ 
vitabile una maggiore latenza nel calcolo della posi¬ 
zione: i sistemi GNSS per il mercato di massa garan¬ 
tiscono un massimo di 10 posizioni al secondo, con 
una velocità di aggiornamento di 10 Hz. In tal modo 
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Fig. 4 - Approccio UDR del modulo NE0-M8 di u-blox 


riflettono la posizione in cui si trovava il veicolo al 
momento dell’acquisizione dei dati del satellite. UDR, 
invece, raddoppia la velocità di aggiornamento rag¬ 
giungendo 20 Hz e migliora in modo considerevole la 
velocità di navigazione. 

Nella figura 5 è illustrato l’influsso della latenza sulla 
navigazione confrontando l'uso dei soli dati GNSS ri¬ 
spetto alla soluzione UDR che ricorre ai dati del sen¬ 
sore per integrare i dati GNSS. La latenza così ottenu¬ 
ta è di pochi millisecondi, un risultato indispensabile 
per applicazioni di sicurezza come sistemi anticolli¬ 
sione basati sull’infrastruttura V2X e sul posiziona¬ 
mento dei veicoli. 


La ridotta latenza e l’elevata velocità di 
navigazione sono essenziali per le ap¬ 
plicazioni V2X perché garantiscono la 
massima reattività in caso di emergenza. 
Con i moduli u-blox NEO-M8U ed EVA- 
M8E è disponibile un flusso di dati grez¬ 
zi del sensore, compresi i dati del giro¬ 
scopio a 3 assi, dell’accelerometro a 3 
assi e del sensore di temperatura che 
raggiunge i 100 Hz. 

Tali dati sono disponibili per l’applica¬ 
zione host tramite un’interfaccia com¬ 
patibile UART o I2C - e possono essere 
usati per tracciare un profilo del com¬ 
portamento del conducente a fini assi¬ 
curativi, per polizze pay as you drive o 
per ricostruzioni delle dinamiche degli 
incidenti. 

Quando si prende in considerazione 
l’idea di optare per un design UDR, gli ingegneri 
elettronici in ambito automotive devono eseguire 
ricerche meticolose per stabilire le possibilità che 
questo offre e quali strumenti di sviluppo potreb¬ 
bero facilitare la creazione del prototipo o ridurre i 
tempi di immissione sul mercato. 

Gli elementi chiave sono rappresentati dall’inter¬ 
vallo delle temperature operative, dalla certificazio¬ 
ne secondo standard qualitativi automotive come 
AEC-Q100 e dalla conformità a standard quali ISO 
16750 che indicano quali condizioni operative sa¬ 
ranno probabilmente incontrate da un veicolo su 
strada. Per supportare la creazione di un prototipo 
i ni ziale è necessario un kit di valutazio¬ 
ne o un design di riferimento che per¬ 
metta una sperimentazione rapida, ad 
esempio con diverse posizioni dell’an¬ 
tenna, che valuti le diverse funzionalità 
del modulo e che visualizzi le prestazio¬ 
ni complessive del sistema GNSS e del 
sensore. 

La navigazione stimata indipendente 
garantisce risultati fino a poco tempo fa 
impensabili sulla base dei dati ottenuti 
dal veicolo. 

Nei tunnel, nelle aree cittadine carat¬ 
terizzate da numerosi edifici alti non¬ 
ché nei parcheggi multipiano coperti, 
UDR offre un’esperienza di navigazione 
continua, senza la necessità di inserir¬ 
si nella rete interna al veicolo e con la 
possibilità di navigare per brevi periodi 
in completa assenza di segnale. 



Fig. 5 - Elevata velocità di navigazione in tempo reale come emerge dal confronto 
tra GNSS e UDR 
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Progettazione grafica 
e testuale 


Sigasi Studio offre una metodologia che consente di verificare gli effetti 
sull’hardware a ogni passo di progettazione ed è più efficace nell’aiutare 
il progettista a correggere gli errori durante lo sviluppo 


Lucio Pellizzari 



D a quando sono nati i circuiti stampati la pro¬ 
gettazione è sempre stata grafica perché solo 
visivamente ci si può rendere conto delle 
funzionalità degli schemi disegnati e i tool di svilup¬ 
po non hanno fatto altro che spostare questo metodo 
fondamentalmente grafico dai fogli di carta al display. 
Quando, tuttavia, i circuiti integrati diventano troppo 
complicati occorre giocoforza utilizzare tecniche di 
progettazione grafica ricche di strumenti automatiz¬ 
zati per rinserimento dei componenti ed ecco che gli 
editor grafici possono perdere quella prontezza d'uso 
per cui sono diventati famosi. Inoltre, ciò che interessa 
davvero al progettista non è inserire i componenti gra¬ 
ficamente ma vederli graficamente disegnati e funzio¬ 
nalmente connessi sul circuito man mano che procede 
lo sviluppo. Questa motivazione ha spinto i fondatori di 
Sigasi a decidere di tornare alla metodologia testua¬ 
le per la prima e più importante fase dell’inserimento 
dati, ritenendo un buon editor testuale più semplice e 
affidabile rispetto agli attuali editor grafici e conside¬ 
rando la modalità grafica più adatta alle fasi succes- 
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Una schermata di Sigasi Studio consente di navigare fra i diversi aspetti 
di un progetto mentre si procede con l'editor delle sue caratteristiche 
funzionali 


La visualizzazione grafica dei progetti ne rende più efficiente lo sviluppo 
quando i dati sono visibili e modificabili contemporaneamente su tutti i 
livelli di astrazione 

sive dello sviluppo riguardanti l’analisi circuitale e la 
verifica funzionale. In pratica, hanno deciso di abolire 
la fase di Graphic Design Entry a favore di una Text 
Based Design Entry per offrire un tool di Graphic View 
più adatto alla progettazione dei circuiti. 

Editor senza grafica 

Sigasi è nata in Belgio nel 2008 per opera di due ri¬ 
cercatori della Ghent University che decisero di ren¬ 
dere disponibile la nota efficacia progettuale dei tool 
IDE come Eclipse e Visual Studio anche ai progettisti 
di circuiti stufi di usare gli editor come Emacs (Editor 
MACroS, concepito al MIT) e Vim (Vi IMproved, per si¬ 
stemi Unix open source) e desiderosi di avere un tool 
con funzionalità software molto più adatte alla proget¬ 
tazione hardware. 

Gli attuali tool di progettazione grafica sono in realtà 
degli ibridi perché offrono la possibilità di posiziona¬ 
re i componenti spostandoli “drag-and-drop” sul qua¬ 
dro d’insieme ma permettono anche di cuccarci sopra 
per definire le specifiche di ciascuno in funzione del- 
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le sue caratteristiche e delle prestazioni da ottenere. 
La possibilità di disegnare un circuito e visualizzarne 
immediatamente le caratteristiche è fondamentale per 
avere idea del suo funzionamento e inoltre consente di 
correggere al volo le anomalie più grossolane. Ci sono 
però degli svantaggi nell’usare i tool puramente grafici 
perché si può perdere la visione d’insieme di tutti gli 
elementi inseriti. La progettazione grafica diventa ine¬ 
vitabilmente complicata all’aumentare delle linee cir¬ 
cuitali da inserire in uno schema e perciò può diventa¬ 
re controproducente nei progetti di grandi dimensioni. 
Ce ne si accorge quando occorre risalire alla causa di 
un malfunzionamento in fase di debug nel momento 
in cui non si riesce a ricostruire l’esatta sequenza di 
codice HDL (Hardware Description Language) che ha 
provocato l’errore. Inoltre, graficamente non è sempre 
facile confrontare due layout per capire quale funzio¬ 
na meglio soprattutto quando i disegni sono generati 
automaticamente dai tool senza badare a quei requisiti 
estetici che ogni progettista ama conservare su tutti i 



L'assegnamento di più segnali che concorrono a uno stesso dispositivo 
viene visualizzato graficamente mentre se ne definiscono le 
caratteristiche sull'editor 
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suoi layout per individuare a colpo d’occhio le funzioni 
circuitali. Infine, per il formato dei dati rappresentati 
graficamente non esiste ancora uno standard ricono¬ 
sciuto come universale e ciò significa legarsi a un uni¬ 
co fornitore e al suo formato dati. 

Secondo gli esperti Sigasi la visualizzazione grafica 
deve consentire l’ispezione, la navigazione e la docu¬ 
mentazione dei progetti nel modo più efficace per il 
progettista. Il codice testuale e il disegno grafico de¬ 
vono nascere ed evolvere insieme in modo che ogni 
modifica appaia in parallelo su entrambi i contesti. In 
questo modo il progettista può lavorare simultanea¬ 
mente sul linguaggio di descrizione hardware e sulla 
rappresentazione grafica decidendo liberamente ogni 
dettaglio senza essere costretto a usare metodologie 
proprietarie del fornitore di tool sulle quali non può 
intervenire. 

Sigasi Studio 

Il tool Sigasi Studio guida il progettista nel disegno dei 
codici più complessi fornendo una visione d’insieme 
che consente di individuare facilmente i dettagli. Il tool 
analizza le istruzioni VHDL o SystemVerilog mentre 
vengono inserite suggerendo come completarle e in¬ 
tanto le compila per costruire nel contempo il disegno 
circuitale. In effetti, l’impostazione è simile a quella di 
Eclipse o Visual Studio con lo stesso tipo di colorazio¬ 
ne dei testi in funzione del loro significato sintattico e 
semantico che permette di riconoscere chiaramente le 
parole di comando, i valori delle variabili e le dichia- 



Sigasi Studio consente di realizzare progetti usando i linguaggi VHDL 
e Verilog anche sui singoli sottoprogrammi le cui gerarchie vengono 
gestite automaticamente 

razioni dei segnali. Parimenti ci sono le tipiche funzio¬ 
nalità di ricerca e correzione errori che seguono e aiu¬ 
tano il progettista ad auto correggersi man mano che 
procede nello sviluppo. 

La versione base è Sigasi Studio Starter con l’editor per 
VHDL e SystemVerilog che comprende la formattazio- 


wòfk. t e st be nch(STR) 



I my assert 

I 

concurreni 

statement 


Gli schemi a blocchi consentono di configurare le caratteristiche dei 
dispositivi come ad esempio le temporizzazioni 


ne automatica del codice, la ricerca e correzione erro¬ 
ri nonché l’autocompletamento delle istruzioni editate. 
Questa versione è gratuita e permette a chiunque di 
avere un tool di progettazione hardware professionale 
senza spendere nulla. Per trasformare i codici editati in 
progetti occorre la versione Sigasi Studio Creator che 
oltre all’editor della versione base ha un browser che 
consente di navigare nel codice e analizzare i progetti 
simulandone il comportamento. La versione completa 
è Sigasi Studio XL che oltre a tutto ciò che c’è nella 
precedente offre la possibilità di tenere conto delle ge¬ 
rarchie fra gli elementi circuitali, editare il codice con 
diversi linguaggi e, inoltre, utilizzare le funzionalità di 
analisi e validazione sul codice necessarie per realiz¬ 
zare i progetti e verificarne il funzionamento. 

Ancor più performante è la versione Sigasi Studio 
XL Doc che permette di creare automaticamente dia¬ 
grammi a blocchi o diagrammi di stato (State Machine 
Diagram) rappresentativi dei progetti sviluppati e offre 
la possibilità di realizzare documentazioni dettagliate 
sui progetti e pubblicarle in formato PDF. I diagram¬ 
mi a blocchi sono generati automaticamente durante 
l’editor degli schemi circuitali e permettono anche di 
risalire al codice VHDL di ciò che viene visualizzato 
graficamente. Si possono altresì comporre in uno stes¬ 
so progetto parti circuitali editate indifferentemente 
nei linguaggi VHDL e Verilog poiché le gerarchie e le 
mutue dipendenze vengono gestite automaticamente. 
Nell’aggiornamento più recente Sigasi Studio 3.3 sono 
state aggiunte nuove funzionalità di ricerca e corre¬ 
zione degli errori di sintassi in VHDL e c’è un nuovo 
menu di comandi per le correzioni rapide. Inoltre, ci 
sono ulteriori modalità di caratterizzazione degli sche¬ 
mi a blocchi che consentono di verificare più effica¬ 
cemente la correttezza delle funzionalità circuitali. Per 
esempio, si può configurare la temporizzazione di un 
dispositivo cliccandoci sopra per aprire il box “gene¬ 
rate” dove modificare il clock e poi richiuderlo a scom¬ 
parsa controllando nel contempo la relativa istruzione 
VHDL nell’editor. 
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E DA/S W/T&M TEST SW 


Quattro metodi 

per ottenere applicazioni 

di test più intelligenti 

Questo articolo illustra come utilizzare l’ultima versione di LabVIEW NXG 
per affrontare sfide complesse quali ridurre i tempi di configurazione 
dei sistemi di test, accelerare lo sviluppo delle applicazioni di misura, 
ottimizzare la collaborazione del software di test e fornire dati di test utili 
e utilizzabili 


Jonah Paul 

Senior Product Marketing Manager 
National Instruments 
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Fig. 1 - Con l'ultima versione di LabVIEW NXG è possibile ridurre i tempi di 
configurazione e automatizzare i risultati dei test 


L a tecnologia, è risaputo, evolve conti¬ 
nuamente ed è necessario adattarsi 
e generare livelli di efficienza sempre 
maggiori in ogni aspetto del proprio ambito 
professionale. 

In uno studio sul test e la misura del 2015 
di Aspencore (precedentemente UBM), in¬ 
gegneri operanti in diversi settori tra i qua¬ 
li semiconduttori, automotive, aerospazio e 
difesa hanno elencato quali sono le sfide 
più complesse di test che devono affrontare: 

-Adattarsi all’evoluzione tecnologica per 
fornire funzioni di test efficaci e risultati 
accurati per gli utenti finali 
- Progettare prodotti sempre più complessi 
con time-to-market sempre più ridotti 
- Disporre di soluzioni di test in grado di 
testare gli ultimi standard aggiornati 
- Stare al passo con le comunicazioni ad alta 
velocità e la larghezza di banda di rete (100 GE, 400 GE 
e così via) 

- Mantenere la capacità di testare i prodotti di nuova 
generazione senza spendere ingenti somme di dena¬ 
ro in strumenti che diventeranno presto obsoleti 
I rapidi cambiamenti delle specifiche dei prodotti com¬ 
portano la necessità di ampliare i banchi di prova e le 
linee di produzione con un budget uguale o a volte an¬ 
che inferiore. Il tipo di software utilizzato è quindi fon¬ 
damentale per mantenere l’operatività e la produttività. 
Questo articolo illustra come utilizzare l’ultima versione 
di LabVIEW NXG (Fig. 1 ) per affrontare queste sfide: 


- Ridurre i tempi di configurazione dei sistemi di test 

- Accelerare lo sviluppo delle applicazioni di misura 

- Ottimizzare la collaborazione del software di test 

- Fornire dati di test utili e utilizzabili 

Ridurre i tempi di configurazione 
dei tuoi sistemi di test 

Reperire manuali, driver e utility è un compito oneroso in 
termini di tempo. Un recente sondaggio NI condotto su 
oltre 400 ingegneri in diversi settori ha dimostrato che 
uno dei problemi più difficili da affrontare è quello di do¬ 
ver effettuare rapidamente le misure in un ambiente che 
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comprende diversi tipi di dispositivi, spesso di diversi 
fornitori. Per consentire lo sviluppo di applicazioni di test 
più intelligenti, LabVIEW NXG include nuove funzionalità 
che permettono di ottenere tutte le informazioni significa¬ 
tive al momento opportuno. Si prenda ad esempio il co¬ 
mune task di creare e verificare un banco di strumenti. 
LabVIEW NXG offre una singola schermata che permette 
di individuare, visualizzare e configurare tutti gli strumen¬ 
ti. Per individuare i driver necessari non ancora installati, 
LabVIEW NXG offre uno strumento che permette di tro¬ 
varli e installarli senza dover lasciare l’ambiente (Fig. 2). 
Una volta installati i driver, è possibile consultare la do¬ 
cumentazione, esempi e i soft front panel per una rapida 
configurazione e iniziare subito le operazioni di misura. 
Se non possiedi ancora uno strumento, puoi configurare 
un sistema offline da un catalogo hardware. L’interfaccia 
ti mostra quali strumenti modulari potrai utilizzare per 
creare una configurazione valida che soddisfi le tue esi¬ 
genze. Per ridimensionare le configurazioni più grandi, 
puoi configurare il sistema in una vista a tabella in modo 
da poter modificare in modo efficiente le configurazioni 
tra gli strumenti. Ognuna di queste nuove funzionalità 
permette di ridurre il tempo speso per i task di imposta¬ 
zione comuni in modo da poter dedicare più tempo dove 
è veramente necessario: acquisire risultati e personaliz¬ 
zare il sistema per soddisfare le tue specifiche esigenze. 



Fig. 2 - Rilevamento hardware, gestione driver e configurazione delle 
impostazioni senza lasciare l'ambiente di LabVIEW NXG 



Fig. 3 - Grazie all'approccio di progettazione drag-and-drop è possibile 
sviluppare rapidamente un sistema di test e misura 


Accelerare lo sviluppo delle tue applicazioni 
di misura 

Impostare le prime applicazioni di misura è importante, 
ma non è runica preoccupazione. I nuovi requisiti obbli¬ 
gano a continuare a modificare il sistema di test. Per que¬ 
sto motivo, è necessario disporre di strumenti flessibili in 
grado di ridurre al minimo i tempi dei test e misure attuali 
e di quelle successive. Tradizionalmente, per raggiungere 
questo livello di personalizzazione, i progettisti utilizzano 
un singolo software di sistema e strumenti general-pur- 
pose, ma questo spesso comporta costi elevati. LabVIEW 
è utilizzato da oltre 30 anni per sviluppare applicazioni di 
test, misura e controllo avanzate grazie alla programma¬ 
zione grafica e a strumenti intuitivi e facili da utilizzare. 
Glenn Larkin, ingegnere che lavora presso il Lawrence 
Livermore National Laboratory, ha affermato che utiliz¬ 
zando LabVIEW al posto degli approcci tradizionali per 
sviluppare un sistema di manutenzione automatizzato, il 
suo team di tre persone è riuscito a prototipare, svilup¬ 
pare e a distribuire la versione finale dell’applicazione 
in circa 15 mesi, ovvero circa un terzo del tempo stima¬ 
to necessario per sviluppare l’applicazione u t i liz zando 
Java o C ++. LabVIEW NXG è la nuova generazione di 
LabVIEW che permette di sviluppare applicazioni di test 
più intelligenti grazie a strumenti interattivi per l’auto- 
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mazione hardware, la personalizzazione delle specifiche 
di test e la visualizzazione istantanea dei dati di misura. 
LabVIEW NXG permette di configurare, automatizzare e 
visualizzare i risultati di test in un singolo ambiente di 
sviluppo. È possibile ridurre notevolmente i tempi di mi¬ 
sura grazie all’identificazione automatica dei driver per 
migliaia di strumenti e personalizzare il sistema grazie 
all’approccio di progettazione drag-and-drop (Fig. 3). 

Ottimizzare la collaborazione del software di test 
Quando un team è composto soltanto da una persona, 
il riutilizzo del software è un task facilmente gestibile. 
Il problema si pone ad esempio, per un team di valida- 
zione numeroso che necessita di gestire molte stazioni 
di test remote. Affrontare questo tipo di situazione ri¬ 
chiede la combinazione di strumenti e software affi¬ 
dabili e in grado di interagire con successo fra di essi. 
LabVIEW NXG, LabVIEW 2017 e altri software di test 



Fig. 4 - Tutto il software necessario per la replica di un sistema di test 
utilizzando l'interfaccia package manager di LabVIEW NXG 

e misura di NI si basano su una tecnologia package a 
standard aperto (Fig. 4). La nuova interfaccia package 
manager di LabVIEW NXG permette di gestire diversi 
tipi di pacchetti software sviluppati da NI, da terze par¬ 
ti e anche “in house”. Spesso il problema più difficile 
da risolvere non è quello di dover trovare il codice o 
l’app, ma la giusta versione del giusto hardware dri¬ 
ver. Grazie alla nuova interfaccia package manager di 
LabVIEW NXG è possibile definire quale applicazione 
o codice di test riutilizzare per sviluppare in modo ef¬ 
ficiente. Dato che il software NI si basa su una piat¬ 
taforma aperta, questa funzionalità può 
essere applicata al codice di test, add-on 
di terze parti, LabVIEW NXG Runtime, e 
driver hardware. Ciò permette di ridurre 
i tempi per la gestione della configura¬ 
zione e delle dipendenze software e per 
la replica di sistemi di test. In un recen¬ 
te sondaggio NI, 7 sviluppatori software 
su 10 che hanno utilizzato l’ultima ver¬ 
sione di LabVIEW NXG hanno risposto 
che molto probabilmente lo utilizzeranno 


per creare librerie scalabili e implementazioni di siste¬ 
ma. Ottimizzare il riutilizzo del test dipende da come 
il software viene distribuito, che sia LabVIEW NXG, 
LabVIEW, oppure il proprio codice di test. Il primo pas¬ 
so verso la standardizzazione è rappresentato dalla 
distribuzione del proprio software utilizzando la nuova 
interfaccia package manager per la gestione dei diver¬ 
si pacchetti software in modo da poter replicare con 
sicurezza i tuoi sistemi. 

Fornire dati di test utili e utilizzabili 
NI ha condotto un sondaggio tra un gruppo di inge¬ 
gneri di test, misura e controllo chiedendo cosa avreb¬ 
bero potuto fare se avessero avuto accesso remoto 
ai propri test. I risultati sono riassunti nella figura 5. 
I partecipanti al sondaggio hanno riscontrato il mag¬ 
giore impatto dell’accesso remoto sul monitoraggio 
di un test e/o sull’accesso ai risultati. Utilizzando il 
web, gli ingegneri possono usufruire di uno strumento 
completamente accessibile in modo che tutti possano 
consultare i dati. L’utilizzo del web non è una novità, 
ma gli ingegneri hanno faticato ad integrarlo nelle 
configurazioni a causa della mancanza di esperienza 
di programmazione web, di conoscenze IT e di tempo 
necessario per gestire i meccanismi di comunicazione 
richiesti. LabVIEW NXG Web Module introduce nuo¬ 
vi strumenti drag-and-drop per la creazione di inter¬ 
facce web-based (WebVI) per ottimizzare le applica¬ 
zioni di test, misura, monitoraggio e controllo (Fig. 6). 
Si basa su tecnologie web standard in modo che le 
interfacce web possano essere visualizzate da qual¬ 
siasi browser e su qualsiasi dispositivo, come tablet e 
smartphone, senza la necessità di plug-in aggiuntivi. 

È possibile utilizzre LabVIEW NXG Web Module per 
creare rapidamente interfacce web based e grazie ai 
meccanismi di comunicazione intuitivi e alla piattafor¬ 
ma per l’hosting sicuro è consentito lo sviluppo e l’im- 
plementazione in tempi brevi della propria interfaccia 
web senza alcuna competenza di programmazione 
web. Nel caso di un team esperto nella programma- 



Fig. 5 - Secondo un sondaggio NI, il monitoraggio e l'accesso remoto ai dati sono i metodi 
più comuni tramite i quali gli ingegneri utilizzano le interfacce web-based 


76- ELETTRONICA OGGI 472 - SETTEMBRE 20ì 8 















TEST SW EDA/SW/T&M 


Fig. 6 - È possibile potenziare le applicazioni di test, misura, 
controllo e monitoraggio mediante interfacce web-based create 

con LabVIEW NXG Web Moduie 

zione web, è possibile utilizzare LabVIEW NXG Web 
Moduie per lo sviluppo di interfacce basate su HTML5, 
CSS e JavaScript. In questo modo le interfacce pos¬ 
sono essere personalizzate con il codice direttamente 
in LabVIEW NXG o integrate in una soluzione web- 
based esistente. 

Utilizzare un software di test efficace 
Considerando la crescente complessità dei requisiti 
delle applicazioni di test e misura e la vasta gamma 
di strumenti software disponibili in commercio, è ne¬ 
cessario disporre della migliore soluzione di test per 
affrontare un mondo ingegneristico in continua evolu¬ 
zione. Per sviluppare applicazioni di test più intelligenti 
è necessario selezionare strumenti software in grado 
di rispondere alle seguenti quattro domande. Lo stru¬ 
mento software permette di: 

- Ridurre i tempi di configurazione dei tuoi sistemi di 
test? 

- Accelerare lo sviluppo delle tue applicazioni di mi¬ 
sura? 

- Ottimizzare la collaborazione del software di test? 

- Fornire dati di test utili e utilizzabili? 



Sviluppa applicazioni di test più intelligenti 
con LabVIEW NXG 

LabVIEW NXG è la nuova generazione di LabVIEW 
che permette di sviluppare applicazioni di test più in¬ 
telligenti grazie a strumenti interattivi per l’automazio¬ 
ne hardware, la personalizzazione delle specifiche di 
test e la visualizzazione istantanea dei dati di misura. 
LabVIEW NXG consente di configurare, automatizzare 
e visualizzare i risultati di test in un singolo ambiente di 
sviluppo. È possibile ridurre notevolmente i tempi di mi¬ 
sura grazie all’identificazione automatica dei driver per 
migliaia di strumenti e la personalizzazione del sistema 
grazie all’approccio di progettazione drag-and-drop. 
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Protezione dai guasti per porte 
USB High-Speea 

MAX22505 è una soluzione di Maxim Integrateci 
Products che combina una protezione dai guasti per 
porte USB high-speed (480 Mbps) a tensioni industriali, 
con la flessibilità necessaria per funzionare sia in appli¬ 
cazioni host sia sul lato del dispositivo, compreso USB 

On-The-Go (OTG). 

Questo componente pro¬ 
tegge le linee dei dati e di 
alimentazione negli appa¬ 
rati industriali alimentati a 
24 VAC e 40 VDC e evita 
il danneggiamento delle 
porte USB con una prote¬ 
zione per la linea dati fino 
a ±40,7 V e una protezione 
della linea power/ground fino a ±50 V. Permette, inoltre, 
di ridurre le dimensioni della soluzione di oltre il 50% 
ed è adatto alle velocità di funzionamento USB high- 
speed (480 Mbps), full-speed (12 Mbps), e low-speed 
(1,5 Mbps). Dotato di un contenitore TQFN a 24 pin di 
4x4 mm, il chip funziona nella gamma di temperatura 
compresa tra -40 e ±105 gradi Celsius. Le sue applica¬ 
zioni comprendono quelle di building automation, PC 
industriali, PLC e porte USB per la diagnostica. 

ADC RF a 12 bit e 10,25 GSPS 
per strumentazione e difesa 

Il nuovo AD9213 di Analog Devices è un convertitore 
analogico-digitale (ADC) per radio frequenza che punta 
sulle performance e permette la realizzazione di sistemi 
"software defìned" di prossima generazione nei settori 
aerospaziale e difesa, strumentazione e comunicazioni. 

AD9213 infat¬ 
ti offre una fre¬ 
quenza di cam¬ 
pionamento 2,5 
volte superiore 
rispetto a dispo¬ 
sitivi simili e una 
gamma dinami¬ 
ca più elevata 
per una migliore 
discriminazio¬ 
ne tra segnali. 
Si distinguono 
anche le presta¬ 
zioni in termini di 
rumore su un'e¬ 
stesa larghezza di banda e la migliorata sincronizzazione 
multi-chip per applicazioni phased array. AD9213 opera 
a 12 bit e 10,25 GSPS e permette la digitalizzazione di 
segnali RF fino a 7 GHz. Per le applicazioni, il nuovo ADC 
permette, per esempio, di elaborare sezioni più ampie 
dello spettro nelle applicazioni di sorveglianza elettro¬ 




nica e contromisure difensive, così come una risoluzione 
più alta e un raggio più esteso nei progetti RADAR. Il 
dispositivo aiuta i produttori del settore ETM (Electronic 
Test and Measurement) a creare una maggiore differen¬ 
ziazione di prodotto mentre l'incremento della banda 
di Nyquist consente alle aziende operanti nel settore 
delle comunicazioni satellitari di offrire prodotti con una 
banda passante più ampia. 

Microcontrollori MSP430FR2355 

Texas Instruments (TI) ha esteso la sua gamma Value 
Line MSP430 per i sistemi industriali con i nuovi micro¬ 
controllori MSP430FR2355. Questi microcontroller uti¬ 
lizzano memoria FRAM (fino a 32 KB) e consentono agli 
sviluppatori di ridurre le dimensioni del circuito stam¬ 
pato (PCB) e i costi per appli¬ 
cazioni come per esempio 
rilevatori di fumo, trasmetti¬ 
tori di sensori e interruttori 
automatici. Per le principali 
caratteristiche tecniche, que¬ 
sti microcontroller integra¬ 
no combinazioni analogiche 
intelligenti, ossia elementi 
configurabili della catena del segnale che includono 
opzioni per più convertitori digitale/analogico a 12 bit 
(DAC) e amplificatori di guadagno programmabili, oltre 
a un convertitore analogico/digitale a 12 bit (ADC) e due 
comparatori avanzati. 

Una ulteriore peculiarità di questi componenti è la pos¬ 
sibilità di operare in un campo di temperature esteso, 
fino a 105 °C. Gli sviluppatori possono valutare questi 
prodotti con il kit di sviluppo LaunchPad per MCU 
MSP430FR2355 (MSP-EXP430FR2355). 



Nuovo connettore MI 2 

Il nuovo connettore MI 2 con adattatore RJ45 realizzato 
da binder è stato progettato in conformità alla nor¬ 
mativa IEC 61076-2-109. Questo nuovo componente è 
utilizzabile in numerosi settori industriali per quadri di 
controllo con cavo passante. 

Il connettore MI2 con 
codifica X della serie 825 
presenta 8 contatti plac¬ 
cati in oro ed è disponibile 
nella versione dritta o ad 
angolo retto. Il connettore 
combinato M12/RJ45 per¬ 
mette il trasferimento di 
dati ad alte velocità (fino a 
10 Gbit/s utilizzandone 4), 

adeguati alle esigenze della maggior parte delle appli¬ 
cazioni nei quadri di controllo. I nuovi connettori MI2 
della serie 825 supportano una corrente nominale fino a 
0,5 A a 50 VCA/60 VCC e offrono un grado di protezione 
IP67 in condizioni di accoppiamento. L'adattatore RJ45 
offre un grado di protezione IP20. 


19 


9 gbè 
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È inoltre disponibile un connettore per cavo MI 2 femmi¬ 
na con codifica X, schermabile, della serie 825 con colle¬ 
gamento IDT e uscita del cavo da 5,5 a 9 mm. 

Driver per i motori brushless 
delle ventole 

TC78B025FTG è la sigla del nuovo driver realizzato da 
Toshiba Electronics Europe destinato ai motori trifase 



senza spazzole. Questo componente dispone di una 
funzione di controllo della velocità di rotazione ed è uti¬ 
lizzabile per piccole ventole di raffreddamento da usare 
nei server, negli elettrodomestici e nelle apparecchiature 
industriali. Il sistema di controllo closed loop e la memo- 
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ria non volatile (NVM) integrata permettono di evitare il 
ricorso a microcontrollori esterni, riducendo i costi. 

Il dispositivo funziona con un alimentatore nell'intervallo 
di tensioni fra 4,5V e 16V. La velocità è controllata da un 
segnale PWM o da un ingresso analogico. Le protezioni 
integrate includono l'arresto termico, la protezione da 
sovracorrenti e il rilevamento del blocco motore. Il dispo¬ 
sitivo è alloggiato in un package VQFN24. 

Inoltre, TC78B025FTG implementa il sistema ACDS 
(Advanced Current Detection System) che permette di 
eliminare il resistore di misura della corrente, riducendo 
il numero di componenti esterni. 

Convertitori DC-DC per applicazioni 
industriali e ferroviarie 

La serie IRH è un nuova 
linea di convertitori DC-DC 
incapsulati di Murata pro¬ 
gettati per applicazioni nei 
settori industriale e ferro¬ 
viario. 

Questi componenti in 
formato half brick sono 
in grado di erogare una 
potenza di 150 W e per¬ 
mettono di scegliere tra baseplate standard oppure 
dotato di flange per migliorare la gestione termica. Le 
tensioni di ingresso dei convertitori della famiglia IRFH, 
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comprese tra 57,6 e 160 VDC (3:1), soddisfano i requisiti 
dello standard EN50155 in vigore in ambito ferroviario 
anche in presenza di condizioni di brownout (cali di 
tensioni) e di fenomeni transitori. Tra le caratteristiche 
standard c'è il controllo on/off e protezione contro i 
cortocircuiti, sovratensioni e temperature eccessive. Tra 
le applicazioni tipiche ci sono i dispositivi di networking 
per piattaforme mobili, sistemi intermediate Bus, appa¬ 
rati di comunicazione per smart grid, sistemi di illumi¬ 
nazione, fan tray, apparecchiature di test e industriali, 
oltre a numerose altre applicazioni che richiedono una 
sorgente di tensione regolata di 5,12 o 24 VDC. 


Ampliata la gamma 
Hybrid Codec M820 



Socionext ha annunciato il più recente componente 
della sua famiglia Hybrid Codec M820. Siglato M820L, 
questo modulo punta su caratteristiche come l'elevata 
potenza di elaborazione e la flessibilità del software. 

M820L può realizza¬ 
re la codifica e deco¬ 
difica multicanale 
di immagini e video 
ad alta qualità e alta 
risoluzione. Le sue 
capacità di elabora¬ 
zione consentono 
di estrarre informa¬ 
zioni dai video e di 
integrarle nel flus¬ 
so di dati in uscita. 
Queste funzionalità 
sono integrate in 
una scheda PCIe low profile che può essere inserita nello 
slot di un PC o di un server e accelerano l'elaborazione 
alleggerendo il carico di lavoro della CPU durante pro¬ 
cessi come per esempio l'encoding dei video. Socionext 
ha collaborato, inoltre, con Fujitsu Limited per svilup¬ 
pare un sistema di analisi video basato sul modulo 
M820L e il sistema "FUJITSU Human-Centric Al Zinrai". 
Le applicazioni che possono beneficiare di un sistema 
sistema di analisi video come questo comprendono 
telecamere avanzate di sorveglianza, marketing digitale, 
analisi video sportive e gestione dei contenuti nei servizi 
di distribuzione video. 


Tre amplificatori audio Class-D 

Texas Instruments (TI) ha ampliato la sua offerta di 
amplificatori audio con tre nuovi modelli con ingresso 
digitale che operano in Classe D. I nuovi amplificatori 
sono stati progettati per applicazioni come per esempio 
smart speaker, sound bar, TV, notebook, proiettori e 
applicazioni loT. 

Il primo amplificatore è siglato TAS2770 e offre una 
potenza di picco di 15,4 W (11,6 W in modo continuo) 
con un carico di 4 Q e una tensione di alimentazione 
di 12,6 V. Questo componente, dotato di sensore l/V, è 


Deliver high-resolution 
audio with new 
Class-D amplifiers 



■ty TLXAS INSI RUMI NTS 


ottimizzato per il pilotaggio di piccoli altoparlanti ed è 
caratterizzato da THD+N inferiore a 0,03%. TAS5825M, 
invece, utilizza una frequenza di campionamento di 192 
kHz e, grazie a una modalità ibrida che usa uno sche¬ 
ma di modulazione proprietario, questo componente 
può migliorare l'efficienza energetica e la dissipazione 
termica senza degradare la qualità audio. TAS3251, infi¬ 
ne, è un amplificatore audio che combina in un unico 
package la parte di input digitale e lo stadio di potenza 
di uscita (2 x 175 W). Per semplificare lo sviluppo, Texas 
Instruments mette a disposizione il software PurePath 
ed un progetto di riferimento perTAS2770. 



Soluzioni di alimentazione USB 

VIA Labs ha annunciato la disponibilità di due nuove 
soluzioni di alimentazione via USB. 

VP302 è un controller con funzioni 
SMPS (Switching Mode Power 
Supply) ottimizzato per i carica- 
batteria da muro USB Type-C 
di nuova generazione. 

VL103, invece, è ottimizza¬ 
to per periferiche, dongle e 
docking station USB Type-C 
e supporta, come opzione, la 
funzionalità Fast Role Swap 
se utilizzata in configurazio¬ 
ne Charge-Through. Oltre alle 
funzionalità base di gestione 
dell'alimentazione che per¬ 
mettono di distribuire fino a 
100 W in base alle specifiche 
USB Power Delivery, VL103 
supporta simultaneamente la trasmissione di dati e di 
video attraverso una singola connessione USB Type-C. 
VIA Labs VP302 USB Type-C e il controller USB PD 
hanno ottenuto la certificazione USB Power Delivery 3.0 
con supporto Programmable Power Supply, mentre il 
controller VL103 DisplayPort Alternate Mode & Power 
Delivery 3.0 per dispositivi USB-C ha ottenuto la certifi¬ 
cazione USB Power Delivery 3.0. 
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DAC a 16 bit low-power 
a singolo canale 

Analog Devices ha presentato AD5758, un converti¬ 
tore digitale-analogico (DAC) con risoluzione a 16 bit 
che integra il Dynamic Power Control (DPC) di seconda 

generazione per 
i moduli Analog 
Output ad alta 
densità senza 
derating. 
AD5758 è un 
DAC in corren¬ 
te/tensione a 
singolo cana¬ 
le progettato 
per applicazio¬ 
ni industriali, 
con isolamento 
canale-canale, 
per automazio¬ 
ne di fabbrica, 
automazione di processo e controllo motori. In partico¬ 
lare, AD5758 è caratterizzato da bassi consumi e ingom¬ 
bri ridotti (5x5 mm) e richiede un numero molto limitato 
di componenti esterni di protezione, permettendo di 
realizzare progetti di dimensioni particolarmente con¬ 
tenute e costi ridotti. Per salvaguardare il DAC in caso 
di errato collegamento, inoltre, è integrato anche un 
circuito di protezione dai guasti in uscita. A questo si 
aggiunge una diagnostica integrata per una elevata 
affidabilità di sistema. 

Presentati i nuovi alimentatori 
compatti da 3 W e 10 W 

VCE03 e VCE10 sono i nuovi alimentatori AC-DC low- 
cost, rispettivamente con potenza di 3 W e 10 W, di 
XP Power. Si tratta di componenti per montaggio su 

scheda con ten¬ 
sione di ingresso 
da 85 VAC a 305 
VAC. Sia VCE03 
che VCE10 sono 
una soluzione 
AC-DC com¬ 
pleta, con filtro 
EMC integrato e 
condensatore di 
hold-up, e quindi 
non sono neces¬ 
sari componenti 
esterni aggiun¬ 
tivi. 

La serie offre una 
gamma di ten¬ 
sioni di uscita di 
3,3V, 5V, 9V, 12V, 




PRODUCTS 

^SOLUTIONS 

15V, 24V e 48V con incluse le protezioni da sovraccari¬ 
co, da sovratensione e da cortocircuito. L'assorbimento 
in ingresso a vuoto è inferiore a 0,3 W. Non è richiesto 
nessun dissipatore di calore esternoxon raffredda¬ 
mento a convezione naturale possono funzionare in 
un range di temperature, per entrambe le serie, da 
-25 °C a + 70 °C, e dare la massima potenza dispo¬ 
nibile fino a +50 °C. Questi modelli sono adatti per 
applicazioni come lighting, automazione e controllo 
di processo, strumentazioni, set-top box, dispositivi 
domestici, automazione domestica, apparecchiature di 
test e misura e loT. 

Ampliato il software per OEM 
automotive e fornitori di cablaggi 

Zuken ha migliorato il suo software per la visualizzazione 
e l'analisi degli schemi di cablaggio E 3 .HarnessAnalyzer. 
Questo strumento è infatti stato esteso per supportare i 
formati dati standard più recenti, visualizzare i dati dei 
cablaggi in 3D e compilare automaticamente schemi 
logici per i moduli visualizzati. 

Il software permette lo scambio delle informazioni di 
progettazione di cablaggi e di produzione tra gli OEM 
automotive e i fornitori e tramite il supporto dei formati 



dati standard più recenti quali KBL e HCV, viene facilitata 
la comunicazione tra OEM e fornitori. 

La gamma dei formati di importazione supportata è 
stata ampliata per includere capacità PLM XML e DSI 
native. Inoltre, E 3 .HarnessAnalyzer supporta l'importa¬ 
zione dei dati nel formato standard VEC (Vehicle Electric 
Container) più recente. 

Oltre ai disegni 2D, E 3 .HarnessAnalyzer 2018 supporta la 
visualizzazione dei sistemi di cablaggio come strutture 
3D. E 3 .HarnessAnalyzer 2018 può inoltre generare viste 
schematiche applicando criteri di filtro definiti dall'u¬ 
tente. 

Moduli per la piattaforma 
automotive di Luxoft 

Il modulo COM conga-SA5, conforme SMARC 2.0, di con- 
gatec è alla base della nuova piattaforma di riferimento 
modulare per applicazioni automotive di Luxoft che con¬ 
sente di raggruppare funzioni dei cruscotti che in prece¬ 
denza erano gestite separatamente, come per esempio 
il display HUD (Head Unit Display), il monitoraggio degli 
occupanti e i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance 
System). 
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conga-SA5 è il primo 
modulo ufficialmente 
supportato dalla piatta¬ 
forma ARP (Automotive 
Reference Platform) svilup¬ 
pata congiuntamente da 
Intel e Luxoft per i cruscot¬ 
ti digitali (digitai cockpit) 
della prossima generazione. Il modulo SMARC 2.0 prodotto 
da congatec è basato sul processore Intel Atom E39xx unita¬ 
mente a un SoC FPGA Intel Cyclone V con core ARM integrati 
e FPGA della linea MAX 10 al fine di garantire la massima 
flessibilità di progetto necessaria per supportare ulteriori 
opzioni di connettività e funzioni di pre-elaborazione codi¬ 
ficate in hardware. La piattaforma ARP basata sul modulo 
conga-SA5 è supportata dalla piattaforma software PELUX/ 
Qt Automotive Suite Digital Cockpit di Luxoft. 


C 


Torcia di sicurezza con doppio 
fascio e sensore di luminosità 

Peli Products ha presentato Peli 3345Z0, una torcia di 
sicurezza con doppio fascio di luce e sensore di lumino¬ 
sità automatico che regola automaticamente la lumi¬ 
nosità in base all'ambiente circostante. Questa torcia è 
certificata ATEX Zona 0 (Cat. 1 ) e quindi può 
essere utilizzata per il lavoro in 


****•• 


t) 


zone pericolose. Il senso¬ 
re di luminosità auto¬ 
matico misura la lumi¬ 
nosità dell'ambiente 
e regola automatica- 
mente l'illuminazione, 
così il fascio ravvicinato offre un basso livello di luce, 
per poi passare immediatamente alla piena luminosità 
quando viene puntato in lontananza. La torcia fornisce 
fino a 267 lumen con entrambi i fasci, 115 lumen in 
modalità diffusa e 207 lumen in modalità ristretta, per 
la massima versatilità di utilizzo il fascio di luce ristretto 
può illuminare a una distanza fino a 134 metri mentre la 
protezione è di livello IPX7. La sua capacità di modificare 
la portata luminosa regola automaticamente la potenza 
in base alle esigenze, aumentando la durata di funzio¬ 
namento al massimo del suo potenziale. La durata di 
funzionamento arriva infatti fino a 13 ore. 


Expansion board che semplifica 
lo sviluppo loT 

ROHM ha introdotto una nuova evaluation board dota¬ 
ta di otto schede sensore e studiata per l'impiego con 
sistemi open source già esistenti come Arduino e mbed. 
SensorShield-EVK-003 integra, fra l'altro, accelerometro, 
barometro, sensore geomagnetico, sensore di frequenza 
cardiaca e una "Shield Board" per il collegamento a piat¬ 
taforme open source. SensorShield-EVK-003 permette 
di semplificare la configurazione di un intero sistema di 
sensori grazie anche a un software di semplice utilizzo 
e al collegamento con Arduino-Uno. Questo kit offre il 



duplice vantaggio di semplificare la progettazione dei 
dispositivi sensore e di consentire la verifica immediata 
del loro funzionamento. Il kit riduce notevolmente il 
tempo e lo sforzo necessari per lo sviluppo e promuo¬ 
ve contemporaneamente l'espansione del mercato loT. 
SensorShield-EVK-003 e le schede sensore possono esse¬ 
re reperite singolarmente presso i distributori Online. 


Alimentatori medicali QS 

TDK Corporation ha realizzato la nuova serie di alimen¬ 
tatori TDK-Lambda QS per applicazioni medicali e indu¬ 
striali, con isolamento MoPP completo, basso rumore 
acustico e interfaccia di comunicazione PMBus. Si tratta 
di alimentatori AC-DC a singola uscita con potenze da 600 
W a 1200 W che utilizzano ventole di raffreddamento a 
bassa velocità per ridurre il rumore. La serie QS, oltre che 
per impieghi in dispositivi medicali, può essere utilizzata 
per numerose applicazioni come per esempio quelle di 



T&M, broadcast, comunicazioni e energie da fonti rinno¬ 
vabili. La tensione di ingresso va da 90 V a 264 V, mentre 
per quella di uscita sono previsti tre valori standard: 12 V, 
24 V e 48 V. Il modello QS5 eroga 600 W, mentre la ver¬ 
sione QS5H -va da 1.080 W a 1.200 W. Il modello QS7 
raggiunge invece una potenza di 1.200 W. Queste unità 
possono operare con una tensione ambiente da -20 a 
+70 °C con derating di potenza e corrente in uscita del 
2,5% per ogni °C oltre i 50 °C. La famiglia di alimentatori 
QS ha una garanzia di sette anni. 
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di neuro stimolazione 


Presentate le tecnologie 


HEITEC ha recentemente presentato il sistema PowerMAG di neuro stimolazione elettroma¬ 
gnetica di MAG & More, azienda specializzata in questo settore e nota specialmente per i 
suoi prodotti TMS (transcranial magnetic stimulation) utilizzati per diagnostica, ricerca e tera¬ 
pia. Le persone affette da malattie neurologiche possono ricevere un trattamento quasi non 
invasivo e indolore. L’intero processo, infatti, si ottiene applicando al paziente un solenoide 
collegato al sistema PowerMAG e diversi tipi di bobine possono essere utilizzate per trattare 
patologie differenti. L’outsourcing verso HEITEC di alcuni compiti ha permesso a MAG & 
MORE di focalizzarsi maggiormente sulle sue competenze principali, come per esempio lo 
sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, lo sviluppo delle vendite e l’Internazionalizzazione. 



Il mercato dei sensori 


wearable 


dal 2018 al 2028 


IDTechEx ha recentemente rilasciato un report sul mercato dei 
sensori wearable, componenti essenziali anche per molte applica¬ 
zioni medicali, che analizza il periodo fra il 2018 e il 2028. Gli analisti 
hanno suddiviso questo settore in tre categorie. La prima è quella 
inerente i sensori che sono stati integrati nei dispositivi indossabili 
per molti anni. Fanno parte di questa categoria, per esempio, gli 
elettrodi per misurare i biopotenziali, i microfoni per dispositivi per 
ipoudenti, ma anche sensori di temperatura. La seconda catego¬ 
ria riguarda, invece, i sensori realizzati per altri prodotti, come per 
esempio gli smartphone, che possono però essere utilizzati anche 
per i dispositivi wearable (si tratta di accelerometri, bussole, ecce¬ 
tera). Il terzo gruppo, infine, quello dei sensori appositamente con¬ 
cepiti per applicazioni wearable, è ancora agli inizi, ma la crescita 
risulta particolarmente promettente al punto che nel 2028 potreb¬ 
be costituire la categoria principale in termini di fatturato. 



Le tecnologie dei sensori 

e i robot chirurgici 

I sensori stanno progressivamente cambiando il settore medicale 
per numerose applicazioni. Una di queste sono i robot per chi¬ 
rurgia, un’applicazione relativemente recente in ambito medico. I 
dati di Yole Développement indicano che il mercato dei robot 
chirurgici sta crescendo con un CAGR del 17%, passando dai 3,4 
miliardi di dollari del 2016 agli 8,8 miliardi di dollari previsti per il 
2022. Dal punto di vista tecnologico, questi robot devono utilizzare 
un numero molto elevato di sensori, come per esempio giroscopi 
e accelerometri per determinare la posizione di ogni articolazione 
e strumento del robot, sensori di pressione e di immagine. A que¬ 
sti si aggiungono quelli aptici per restituire in remoto le sensazio¬ 
ni tattili durante le operazioni. Un altro trend per questo settore è 
l’orientamento verso sensori monouso per le immagini, trend già 
visto per l’endoscopia per i laparoscopi usa-e-getta. 



Display touch flessibile 



Peratech ha realizzato un nuovo sensore touch active-matrix integrato con un display flessibile OLCD 
dimostrando come queste due tecnologie combinate possano aprire la strada a nuove applicazioni. 
Questa soluzione QTC, infatti, può essere utilizzata per realizzare display flessibili per dispositivi we¬ 
arable con funzionalità force-touch multipoint o anche per superfici di lavoro. Un elemento molto 
importante di questa tecnologia di Peratech è l’eliminazione dei falsi contatti, presenti invece in altre 
soluzioni force-touch di tipo capacitativo, che permette di usare questa soluzione anche per applica¬ 
zioni critiche come per esempio quelle medicali e automotive. La soluzione integrata di Peratech si 
basa sul processo di produzione OTFT ( organic thin-film transistor) FlexEnable con l’uso della tecno¬ 
logia Merck lisicon combinata con quella licristal, sempre di Merck, per i cristalli liquidi. 
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I big dell’online 

per il mercato medicale 


Anche i grandi nomi dell'online come Google e Amazon si 
stanno interessando al settore medicale. Amazon, per esem¬ 
pio, secondo il Wall Street Journal potrebbe espandere in fu¬ 
turo le sue attività anche alle forniture per ospedali e cliniche, 
entrando in competizione diretta con i distributori di una gam¬ 
ma di prodotti che spazia dalle garze alle protesi impiantabili. 
Amazon vorrebbe vendere agli ospedali tramite un modello di 
tipo “marketplace” che differisce sostanzialmente con quello 

utilizzato solitamente per questo 
tipo di forniture 
che prevede 
specifici con¬ 
tratti con di¬ 
stributori e 
produttori. 
Google inve¬ 
re, sta lavorando 
a un software di intel¬ 
ligenza artificiale che potrebbe prevedere un attacco cardia¬ 
co oppure un ictus nei successivi cinque anni senza utilizzare 
metodi invasivi, ma semplicemente analizzando una fotografia 
della retina del paziente. 



Dispositivo ARM-based 
per applicazioni di controllo 


elle malattie 


Nano Global ha 

annunciato la 
prima generazio¬ 
ne di Nano Bot, 
dispositivi basati 
su microcontroller 
con architettura 
ARM e array di 
sensori ambientali 
(chimici, termici e 
così via), che pos¬ 
sono essere utilizzati per aiutare a prevenire la diffusione di 
malattie e allertare in caso di epidemie in aree ad alto rischio 
e negli ospedali. In pratica il dispositivo permette di creare 
un database di condizioni ambientali nelle primissime fasi di 
un’epidemia infettiva. Le informazioni acquisite tramite Nano 
Bot forniscono un flusso di dati alla piattaforma di intelligen¬ 
za artificiale chiamata Nano Sense. L’azienda sta lavorando 
allo sviluppo di un System on chip (SoC) in collaborazione 
con Arm, per potenziare le prossime generazioni di Nano 
Bot al fine di accelerare il rilevamento, la prevenzione e il 
trattamento delle minacce alla salute. 



I&J 


Monitorare il sistema 



1 ricercatori dell’MIT 

hanno realizzato il 

ék 

PZ 

dis 

T Gl-S in 
solvable 

prototipo di un di- 

1 cm 

capsule 

spositivo in grado di 


4 


controllare dall’inter- 


T 

Electrical 


no il comportamento 
del sistema gastroin¬ 
testinale. Questo 

focfos- 

connection* 


tipo di dispositivi 

— lem 


— 1 cm 


viene inserito in una 


pillola che, una volta ingerita, si dissolve rilasciando il device 
che si aggancia alle pareti dello stomaco. In questo modo è 
possibile avere informazioni sul comportamento di questo or¬ 
gano in condizioni di stress, durante il sonno e mentre si pran¬ 
za, e questa tecnologia può essere utilizzata per controllare e 
prevenire malattie gastrointestinali. Il dispositivo è piezoelettrico 
e si autoalimenta. Per ora la ricerca è ancora nelle prime fasi e 
quello realizzato è solo un prototipo: ci sono diversi problemi 
da risolvere fra cui quelli legati all’interazione del dispositivo con 
i succhi gastrici e quelli per la comunicazione tramite sistemi 
wireless delle informazioni raccolte. 


Tecnologie radar per 
controllare il livello di glucosio 


Le tecnologie radar e quelle di intelligenza artificiale possono 
aiutare i malati di diabete a controllare in modo non invasivo il 
loro stato di salute. I ricercatori della University of Waterloo 
stanno infatti mettendo a punto un sistema per misurare il livello 
di glucosio senza la necessità del classico prelievo di campio¬ 
ni di sangue. In pratica il sistema studiato dalla University of 
Waterloo utilizza un piccolo dispositivo radar per inviare onde 
radio ad alta frequenza in un liquido che contiene glucosio. I 
dati sono poi elaborati da un software Al che è in grado di rile¬ 
vare i cambiamenti del livello di glucosio analizzando le carat¬ 
teristiche delle onde riflesse. Al momento, utilizzando diverse 
concentrazioni di glucosio in sostanze che simulano i tessuti 
umani, i risultati ottenuti hanno un’accuratezza dell’85% rispet¬ 
to ai test tradizionali. 
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Distribuito il sensore 
ambientale BME680 


Rutronik ha annunciato la disponibilità del nuovo sensore am¬ 
bientale BME680 di Bosch Sensortec, un componente appo¬ 
sitamente sviluppato per applicazioni wearable e mobile. 
Questo sensore è un componente MEMS altamente integrato 
che misura separatamente pressione dell’aria, gas, umidità e 
temperatura (da -4 a +85 °C ). 

BME680 può rilevare diversi tipi di gas, compresi i composti 
organici che contengono formaldeide (per esempio vernici), o 

alcool. Il barometro, invece, 
ha un’accuratezza di ±0.12 
hPa e TCO (Temperatu¬ 
re coefficient offset) di 1.5 
Pa/K. 

Per le altre caratteristiche 
tecniche, il nuovo sensore 
supporta i bus l 2 C e SPI (a 
tre o quattro fili), è compa¬ 
tibile con un’ampia gamma 
di tensioni (VDDIO da 1,2 a 
3,6 V e VDD da 1,71 a 3,6 V) e può lavorare in modalità stan¬ 
dard, forced oppure in sleep mode. 






La tomografia per ottimizzare 
le batterie 


agli ioni di litio 


I ricercatori di Bosch e 
della TUM (Technical Uni¬ 
versity of Munich) stanno 
utilizzando un sistema in¬ 
novativo per analizzare le 
batterie agli ioni di litio uti¬ 
lizzate per le auto ibride. In 
pratica si utilizzano i neu¬ 
troni prodotti da un sistema 

di tomografia e imaging per studiare le modalità di riempimento 
con l’elettrolita delle celle agli ioni di litio, uno dei processi più 
critici e che richiede più tempo nella produzione di questo tipo 
di batterie. Con i processi produttivi attuali, infatti, occorrono 
diverse ore per assicurarsi che l’elettrolita liquido sia stato com¬ 
pletamente assorbito dai pori dei materiali utilizzati per gli elet¬ 
trodi. L’utilizzo dei neutroni ha permesso di evidenziare come 
il liquido sia assorbito dai pori con una velocità doppia se si 
opera in condizioni di vuoto rispetto al processo realizzato a 
pressione ambiente e ha dimostrato che sottovuoto è possibile 
far assorbire una maggior quantità di elettrolita. 


La nuova generazione è arrivata. ^TDK 
E 1 piccola e potente. 




Ecco la prova che potenza non significa grandi 
dimensioni. Il nostro nuovo arrivato - l'alimentatore 
programmabile GENESYS'"- racchiude 5kW in solo 1U. 
Questa è la maggiore densità di potenza mai ottenuta: è 
possibile mettere in parallelo fino a quattro unità 
GENESYS'per 20kW di potenza possibile. 

Inoltre il GENE SYS" è dotato di preziose caratteristiche 
fra cui una nuova funzione di limite di potenza costante. 


Offre anche un'ampia scelta di interfacce di comunicazione 
(RS232/485, USB, LAN), la più vasta gamma di tensioni di 
ingresso trifase fino a 528Vac ed una varietà di modelli 
con uscite che vanno da 0-10Vdc 500Aa 0-600Vdc 8.5A. 

Tutto ciò conferma che è arrivato il più piccolo, leggero 
e potente alimentatore programmabile da 5kW. 

Scopri di più su: it.tdk-lambda.com/genesysplus 
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Dispositivi come il SoC radio RSL10 
ad alto grado d’integrazione certificato Bluetooth 5 
di ON Semiconductor mettono a disposizione 
tutte le funzionalità richieste dalle moderne applicazioni 
di mHealth 


mHealth: 

rinnovazione passa 
attraverso soluzioni 
basate sulla tecnologia 
Bluetooth Low Energy 


Steven Dean 

• Business Marketing, Medicai & Wireless Products Division 

• ON Semiconductor 


1 dispostivi indossatali smart per applicazioni di mHe¬ 
alth (sanità mobile) rappresentano un’area particolar¬ 
mente interessante all’interno del settore medicale. La 
capacità di monitorare i segni vitali e la somministrazio¬ 
ne di medicinali e di comunicare successivamente i dati 
rilevati attraverso Internet agli operatori sanitari può 
fornire cure migliori e garantire ai pazienti una mag¬ 
giore libertà, riducendo la necessità di recarsi presso 
strutture ospedaliere per le visite di controllo. Basate 
su SoC che utilizzano la tecnologia radio BLE (Blueto¬ 
oth Low Energy), come ad esempio il dispositivo RSL10 
di ON Semiconductor, le soluzioni per mHealth a bas¬ 
so consumo con funzioni di comunicazione integrate 
sono destinate a diventare la “spina dorsale” del moder¬ 
no mercato medicale. 

Supportati da innovative soluzioni a semiconduttore, i 
prodotti per applicazioni mHealth stanno aumentando 
rapidamente in termini sia di numero sia di tipologie. 
Le soluzioni per applicazioni mHealth hanno la capa¬ 
cità di migliorare la qualità della vita e delle cure som- 
ministrate ai pazienti, oltre a contribuire ad aumenta¬ 


re l'efficienza degli operatori sanitari, che hanno nel 
tempo e nella disponibilità di risorse i loro principali 
nemici. Le soluzioni basate su SoC, supportate da ido¬ 
nei tool di progettazione, possono aiutare i progettisti 
che operano nel settore a introdurre in modo semplice 
e rapido prodotti innovativi sul mercato. 

Un settore in trasformazione 

Il settore medicale sta subendo profonde trasforma¬ 
zioni. Le persone vivono in media più a lungo, con¬ 
tribuendo in tal modo al progressivo invecchiamento 
della popolazione e all’aumento di malattie croniche. 
Patologie come malattie cardiache, diabete e asma so¬ 
litamente richiedono un monitoraggio continuo e pro¬ 
grammi terapeutici costantemente aggiornati. 

Nel momento in cui le persone dedicano una sempre 
maggiore attenzione alla propria salute e al proprio be¬ 
nessere, i bilanci per le spese sanitarie iniziano a mo¬ 
strare segni di sofferenza, mentre le varie riforme delle 
assicurazioni sanitarie si pongono l’obiettivo di ridurre 
i costi della sanità. Un approccio per gestire in maniera 
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più efficace i costi e migliorare nel contempo la qualità 
della vita dei pazienti, prevede il passaggio a un model¬ 
lo ambulatoriale, che quindi include una percentuale 
significativa di assistenza domiciliare. 

In ogni caso, il personale medico deve raccogliere dati 
da questi pazienti “remoti” al fine di gestire e ottimiz¬ 
zare i loro regimi di assistenza sanitaria. Inoltre, anche 
i consumatori in buone condizioni di forma vogliono 
poter misurare i loro segnali vitali, seguire programmi 
di fitness e persino individuare eventuali problemi di 
salute nelle fasi iniziali. 

Tutto ciò comporta un incremento della richiesta di 
dispositivi medicali portatili di piccole dimensioni per 
impieghi sia consumer sia professionali. Un recente 
report della società di ricerca marketsandmarkets pre¬ 
vede che il mercato di questi dispositivi sarà caratteriz¬ 
zato da un tasso di crescita del 27,5% su base annua, 
raggiungendo una quota pari a 9,55 miliardi di dollari 
entro il 2021. 

Nuove applicazioni stanno emergendo rapidamente 
nel mercato dei dispositivi medicali consumer o da ban¬ 
co. Tra queste si possono annoverare pulsossimetri e 
anche dispositivi ECG a singola derivazione (lead), che 
vanno ad aggiungersi ai più diffusi dispositivi medicali 
consumer come i misuratori per la pressione sangui¬ 
gna, della frequenza cardiaca e del glucosio nel sangue, 
oltre ai classici termometri e bilance. Altri dispositivi, 
più professionali e orientati agli ambienti clinici inclu¬ 
dono apparecchi ECG/EKG portatili, sistemi per il mo¬ 
nitoraggio di più parametri dei pazienti e altri tipi di 
prodotti per il monitoraggio mobile dei pazienti. 

Le sfide dei progettisti 

A differenza di alcuni mercati, che sono totalmente 
nuovi, una quota significativa del mercato dell’mHe- 
alth coinvolge la trasformazione di sistemi esistenti in 
sistemi mobili e connessi. Spesso, tuttavia, i produttori 
di dispositivi medicali sono restii ad abbandonare un 
sistema perfettamente funzionante per sostituirlo con 
un sistema connesso completamente nuovo. Per questo 
motivo si preferisce aggiungere la connettività wireless 
ai sistemi esistenti. 

Consumatori e pazienti, dal canto loro, si aspettano 
dispositivi per applicazioni mHealth contraddistinti 
da elevati livelli di praticità e fruibilità. Da un lato essi 
sono alla ricerca di dispositivi ricchi di funzionalità, ca¬ 
ratterizzati da un elevato livello di accuratezza e da in¬ 
terfacce di semplice uso e di immediata comprensione, 
il che quasi inevitabilmente si traduce in un aumento 
in termini di dimensioni, peso e consumo della batte¬ 
ria. Dall’altro, desiderano poter disporre di prodotti 
portatili di costo molto contenuto in grado di garantire 


un’autonomia della batteria di parecchi giorni tra una 
ricarica e la successiva. Si tratta di esigenze in contrasto 
tra di loro che complicano non poco il lavoro dei pro¬ 
gettisti. 

La scelta della piattaforma a semiconduttore più idonea 
per lo sviluppo di ogni dispositivo indossabile utilizzato 
in applicazioni di mHealth è senza dubbio la parte più 
importante di un progetto e risulta determinante per il 
successo del prodotto finale. 

Vista l’ampia gamma di prodotti a disposizione, nel 
processo di valutazione i progettisti adottano un gran 
numero di criteri per valutare l’idoneità in funzione 
della particolare applicazione considerata. I consumi di 
potenza rappresentano sicuramente un fattore critico 
per aumentare la durata della batteria, mentre la com¬ 
pattezza dimensionale è indispensabile per lo sviluppo 
di dispositivi indossabili ultra-portatili che sono la chia¬ 
ve per l’affermazione commerciale in un mercato sem¬ 
pre più competitivo. 

L’elemento alla base di Internet-of-Things (IoT) è la 
comunicazione tra i dispositivi. Di conseguenza, la so¬ 
luzione scelta deve prevedere un protocollo di comuni¬ 
cazione ampiamento diffuso che permetta di scegliere 
tra numerose opzioni in termini di connettività. Gra¬ 
zie alla sua presenza su qualsiasi smartphone e alla sua 
intrinseca efficienza in termini di consumi, Bluetoolh 
Low Energy (BLE) è diventato il protocollo più utilizza¬ 
to per le comunicazioni wireless in un gran numero di 
mercati e applicazioni. 

Oltre alla compatibilità con le infrastrutture di comuni¬ 
cazione esistenti, la distanza di comunicazione (range) 
e la velocità di trasferimento dati sono fattori di scelta 
che rivestono un’importanza critica. 

A causa della rapidità con la quale si stanno sviluppan¬ 
do nuove applicazioni e dell'introduzione di sempre 
nuove tecnologie, il supporto per le future evoluzione 
è in cima alle priorità di parecchi progettisti, ragion per 
cui la possibilità di aggiornare sistemi operativi e appli¬ 
cazioni da remoto assume un’importanza cruciale. 

A causa della costante pressione sul time-to-market, che 
ovviamente deve essere il più breve possibile, i proget¬ 
tisti devono prendere in considerazione non solo il sin¬ 
golo dispositivo, bensì l’intero ecosistema fornito dal 
produttore, in modo da poter procedere a uno svilup¬ 
po rapido con i minori rischi possibili. 

Soluzioni SoC per applicazioni di mHealth 

Una delle più recenti soluzioni wireless per applicazio¬ 
ni mHealth è il SoC radio RSL10 di ON Semiconductor 
(il cui schema a blocchi è visibile in figura 1) in grado 
di garantire i più bassi consumi del settore sia mentre il 
dispositivo è in modalità “sleep” sia durante i picchi di 
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Fig.1 - MRSL10 è un SoC radio ad alto grado di integrazione che dispone di tutte le funzionalità 
richieste dalle applicazioni di mHealth 


ricezione. Nel corso delle prove comparative ULPMark 
di EEMBC, RSL10 si è aggiudicato il titolo di core di 
elaborazione più efficiente, totalizzando un punteg¬ 
gio relativo al Core Profìle (che misura l’efficienza del 
core) superiore di un fattore pari a due rispetto al pre¬ 
cedente dispositivo che capeggiava la classifica. 
Realizzato sfruttando un’architettura dual-core, il SoC 
RSL10 integra un processore a 32 bit Arm Cortex-M3 
operante a 48 MHz e un DSP (Digital Signal Processor) 
anch’esso a 32 bit in un dispositivo che occupa un’area 
(footprint) di soli 5,5 mm 2 ed è in grado di acquisire ed 
elaborare dati importanti provenienti dai sensori loca¬ 
li. L’hardware in banda base associato è certificato per 
garantire la conformità a Bluetooth 5 e include il sup¬ 
porto per collegamenti RF a velocità di trasferimento 
dati fino a 2 Mbps - un valore circa due volte superiore 
rispetto a quello consentito dai dispositivi della genera¬ 
zione precedente. 

Altre al core Arm Cortex-M3 ad alte prestazioni, RSL10 
include 76 kB di SRAM (memoria di programma), 88 
kB di SRAM (memoria dati) e 384 kB di memoria flash 
per lo stack BLE e le applicazioni. L’architettura, estre¬ 
mamente flessibile, consente al processore Arm Cortex- 
M3 di effettuare l’esecuzione a partire dalla SRAM e/o 
dalla memoria flash. Poiché il consumo di potenza è 
un elemento particolarmente critico per le applicazio¬ 


ni di mHealth, il nuovo SoC di ON Semi¬ 
conductor integra un sofisticato sistema 
di gestione della potenza che consente 
il funzionamento con qualsiasi tensione 
compresa tra 1,1 e 3,3V, il che lo rende la 
soluzione ideale per dispositivi che utiliz¬ 
zano batterie a bottone standard. 

In una tipica applicazione mHealth con¬ 
nessa a IoT, il dispositivo deve solamente 
trasmettere per alcuni millisecondi e, gra¬ 
zie alla modalità di stand-by integrata, il 
consumo di potenza medio è pari a soli 30 
pA. Quando non è richiesta alcuna ope¬ 
razione, il SoC RSL10 entra in una delle 
numerose modalità di sleep previste, con 
un consumo di corrente che può essere 
anche di soli 25 nA. 

Oltre ad affidabilità, stabilità e sicurezza 
dei dati, che sono elementi importanti 
nelPimplementazione delle applicazioni 
mHealth, la protezione dell’IP integrata 
è un elemento da tenere nella massima 
considerazione. Essa garantisce che i con¬ 
tenuti della memoria flash non possano 
essere copiati e che non sia consentito 
l’accesso a essi una volta avviato il dispo¬ 
sitivo, proteggendo in tal modo dati personali poten¬ 
zialmente sensibili. Il SoC RSL10 supporta inoltre la 
programmazione FOTA (Firmware Over-The-Air) per 
consentire al progettista di aggiornare in modo flessi¬ 
bile stack e applicazioni e sfruttare le potenzialità delle 
nuove tecnologie nel momento in cui sono rilasciate. 
Al fine di semplificare il processo di progettazione, ON 
Semiconductor mette a disposizione un ambiente di 
sviluppo completo comprensivo di software, hardware e 
del supporto per una vasta gamma di profili Bluetooth. 
In definitiva, considerate le variazioni globali che stan¬ 
no avvenendo a livello demografico e il crescente in¬ 
teresse verso l'assistenza sanitaria personale, oltre alla 
tendenza a fornire questa assistenza in modalità remo¬ 
ta, il mercato delle applicazioni per mHealth sta cre¬ 
scendo rapidamente, grazie anche alla disponibilità di 
risorse di comunicazione e di soluzioni a semicondut¬ 
tore innovative. 

Come spesso accade nei nuovi mercati, i progettisti 
devono da un lato integrare soluzioni nelle piattafor¬ 
me “legacy” esistenti e dall’altro soddisfare aspettative 
crescenti da parte degli utilizzatori dei dispositivi per 
mHealth. SoC radio a bassissima dissipazione come 
RSL10 mettono a disposizione dei progettisti le piatta¬ 
forme necessarie per affrontare in modo efficace que¬ 
ste problematiche. ■ 
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Power Supply 


Rendi facile la scelta 
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XP Power si impegna ad aiutare i cliente 
nella ricerca della corretta soluzione 
power per qualsiasi applicazione. La 
nostra vasta gamma di prodotti AC & 

DC dispongono di alta affidabilitr e sono 
progettati con dimensioni e prezzi in 
modo da soddisfare qualsiasi esigenza 
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Alimentatori Open-frame 

• Da 5 a 350 Watt 

• Design più piccolo al mondo 

• Certificazioni ITE & medicali 



Alimentatori Endosed 

• Da 25 a 3000 Watt 

• Design ad alta efficienza 

• Certificazione ITE & medicale 


s 

Alimentatori Configurabili 

• Da 250 a 2500 Watt 

• Da 1 a 20 uscite 

• Certificazione Medicale 



Convertitori DC-DC 

• Da 0.25 a 600 Watt 

• Through-hole & SMD 

• Certificazioni Rail & medicali 


DIN Rail Mount 

• Da 5 a 960 Watt 

• Slim line 

• AC-DC & DC-DC options 



High Voltage Power 

• Uscite fino a 500kV & 200 kW 

• Modulari & montaggio su rack 

• Ingresso AC & DC 



Alimentatori Esterni 

• Da 5 a 250 Watt 

• Energy efficiency level VI 

• Certificazioni ITE & medicale 


Alimentatori RF 

• Uscite da 50 a 10kW 

• Frequenza da 20 kHz a 60 Mhz 

• Fast frequency tuning 


fri J XP Power 

www.xppower.com/it 

XP Power Srl, Via G.B.Piranesi, 25, 20137 Milano. Tel : +39 02 70103517 


Powering The World 1 s Critical Systems 






Nanofili per applicazioni medicali 

Le nanostrutture consentono di sviluppare nuove tecniche diagnostiche sempre meno 
invasive e di grande efficacia nel monitorare i parametri medicali più utili per prevenire 
l’insorgere delle patologie 


Lucio Pellizzari 


La nanotecnologia fa passi da gigante nell’elettronica 
medicale e fa sì che siano continuamente presentate 
nuove soluzioni che consentono di realizzare sensori 
e attuatoli biocompatibili che possono essere inge- 
gnerizzati per l’uso intracorporeo. In effetti sono le 
dimensioni simili a quelle cellulari o addirittura mo¬ 
lecolari che offrono una precisione applicativa tale da 
permettere lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche 
o terapeutiche. 

Il report “Global Nanowire Market 2017-2021” pubbli¬ 
cato dagli analisti inglesi di Technavio lo scorso anno 
prevede una crescita con Cagr addirittura del 30,91% 
fino al 2021 per le nanostrutture realizzate con nano- 
fili che considera i “mattoni fondamentali” dei com¬ 
ponenti di prossima generazione per l’elettronica, la 
fotonica, la sensoristica e soprattutto il medicale. Nel 
report viene dato il silicio come favorito per la fabbri¬ 
cazione dei nanofili grazie alla sua duttilità e alla sem¬ 
plicità dei processi di fabbricazione ma sono conside¬ 
rati come molto promettenti anche il ferro, l'argento, 
l'oro e il nickel fra i metalli nonché il germanio, il 


fosfuro di indio (InP) e il nitruro di gallio (GaN) fra i 
semiconduttori. 

Nanofili a basso costo 

Advanced Silicon Group (ASG) è stata fondata nel 
2015 a Lincoln, nel Massachusetts, dalla ricercatrice 
del MIT Marcie Black per sviluppare e fabbricare na¬ 
nofili di silicio con una tecnologia che lei stessa ha mes¬ 
so a punto lavorando nei Los Alamos National Labs. In 
pratica, è riuscita a implementare un processo con cui 
può produrre nanofili con grande precisione, duttilità 
applicativa e costo competitivo, anzi inferiore a molte 
delle attuali tecnologie di produzione dei nanofili di 
silicio. Con i nanofili ASG si possono realizzare tutti 
gli elementi essenziali dei componenti nanometrici 
che sono parte fondamentale nelle celle fotovoltaiche, 
nelle batterie agli ioni di litio, nei MEMS e nei senso¬ 
ri/ attuatori medicali. 

La tecnologia ASG consente di strutturare gli array di 
nanofili di silicio con incisioni metalliche a tempera¬ 
tura ambiente e pressione atmosferica che permetto¬ 
no di definire accuratamente l’altezza, 
il diametro, la densità e l’uniformità di 
posizione dei nanofili di silicio sopra 
una superficie. Questo perché nel ruolo 
di maschere per la selezione dei punti 
dove formare i nanofili vengono usate 
delle nanoparticelle metalliche che poi 
sono facilmente eliminate e quindi la de¬ 
finizione del disegno è molto precisa pur 
essendo più semplice rispetto alle altre 
tecniche di nano-litografia. ASG offre un 
ampio portafoglio di IP utili per fabbrica¬ 
re elementi composti da milioni di nano- 
fili adatti a realizzare dispositivi per celle 
PV, celle Li-ion e biosensori. Specialmen¬ 
te in quest’ultimo ambito applicativo la 
tecnologia ASG consente di ridurre dra¬ 
sticamente i costi di sviluppo dei compo- 



SI nanowire (1 pm) 
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I nanofili di silicio ASG appoggiano su una giunzione p-n che ne migliora la sensibilità e 
l’efficienza di rivelazione 


X 


MEDICAL 18 - SETTEMBRE 2018 






























NANO 

TECHNOLOGY 



La tecnologia di fabbricazione a temperatura ambiente e pressione atmosferica consente 
a ASG di realizzare array di nanofili usando polimeri organici conduttivi molto adatti per i 
sensori medicali 


nenti medicali e sfruttare la preziosa sensibilità dei 
nanofili per la misura dei parametri biologici o per 
la rivelazione delle sostanze presenti nel sangue. Con 
un elemento sensibile di nanofili di silicio è possibile 
realizzare un lab-on-chip in grado di eseguire analisi 
medicali di ogni tipo e ASG offre la possibilità di per¬ 
sonalizzare il processo in modo da produrre nanofili 
con sensibilità custom specifica per ogni esigenza di 
bio-analisi. 

L'idea vincente della dott.ssa Black consiste nel fab¬ 
bricare i nanofili sopra una giunzione p-n planare di 
silicio che ne fa da base di appoggio. In pratica, la 
parte funzionale dei nanofili verticali è di circa 1 pm 
mentre sotto ci sono 2 pm di spessore per la parte ‘p’ 
e 22 pm per la ‘n’. In questo modo si evita che la parte 
superiore dei nanofili, che deve svolgere le funzioni 
di rilevazione, risenta delle irregolarità tipicamente 
presenti sulla superficie del substrato di appoggio e 
che sono il motivo delle inferiori prestazioni dei na¬ 
nofili realizzati con altre tecniche di fabbricazione. 
Inoltre, quando viene fatta l’incisione che forma i na¬ 
nofili sono contemporaneamente depositate sul fon¬ 
do dei nanofili a contatto con la superficie di silicio di 
tipo ‘p' anche delle particelle di argento che formano 
uno strato conduttivo sottile 13 nnr. Questo può es¬ 
sere usato come contatto superiore ma serve anche a 
riflettere la luce ambientale sui nanofili aumentando 
l’efficienza della loro parte sensibile più in alto. E an¬ 
che possibile scegliere attentamente la distanza fra i 
nanofili in modo tale da modificarne l’indice di rifra¬ 
zione per aumentare la riflessione dei fotoni di una 
certa lunghezza d’onda e ottenere anche selettività sul 
colore. Infine, il tutto viene appoggiato su una base 
di alluminio e rame di circa 200 nnr di spessore che 


può essere utilizzata come morsetto di co¬ 
mando inferiore. Questi accorgimenti con¬ 
corrono a massimizzare la sensibilità appli¬ 
cativa dei nanofili ASG e la loro attrattività 
commerciale. I laboratori ASG hanno già 
sperimentato la stessa tecnologia con ma¬ 
teriali diversi dal silicio con ottimi risultati 
dovuti aH’eseguibilità del processo a tem¬ 
peratura ambiente e pressione atmosferica. 
Quest’aspetto permette, per esempio, di 
realizzare array di nanofili con polimeri or¬ 
ganici conduttivi che sono particolarmente 
interessanti per fabbricare elementi sensi¬ 
bili biologicamente compatibili da potersi 
utilizzare anche come sensori intracutanei 
e rilevare parametri o molecole vicino ai 
tessuti organici interni. Essendo polimerici 
hanno il vantaggio della plasticità che per¬ 
mette di fletterli e adattarli ai tessuti e con la tecnolo¬ 
gia ASG il costo di questi componenti medicali diventa 
molto competitivo. 

Diagnosi dei tumori 

Una recentissima ricerca condotta alla Nagoya Uni¬ 
versity sita nell’omonima città giapponese da ben 147 
anni ha permesso di sviluppare un dispositivo a nano- 
fili in grado di rivelare i tumori con un semplice esa¬ 
me delle urine. I ricercatori guidati dall’esperto Takao 
Yasui hanno realizzato un nanosensore che analizza 
le vescicole extracellulari (Extracellular Vesicle, EV) 
contenute nell’urina rivelando i microRNA che sono 
frammenti cellulari dell’acido ribonucleico (RNA) 
considerati biomarcatori utili per segnalare la presen 



I nanofili di ossido di zinco realizzati alla Nagoya University riconoscono 
i microRNA nelle urine rivelando la presenza dei tumori in modo non 
invasivo 
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Il sensore planare realizzato con nanofili di argento alla NCSU consente 
di monitorare l’idratazione della pelle e costa meno di un dollaro 


za di un tumore quando è ancora in fase precoce e con 
un esame assolutamente non invasivo. Poiché la loro 
densità difficilmente arriva allo 0,01%, Yasui ha dovu¬ 
to realizzare nanofili di ossido di zinco e appoggiarli a 
un substrato polimerico per ottenere un’efficienza di 
analisi che dai primi riscontri è più efficace del 99% 
rispetto alle tecniche di analisi delle urine con le ul¬ 
tracentrifughe e consente di riconoscere centinaia di 
microRNA e segnalarne le eventuali anomalie. 

Idratazione della pelle 

Alla North Carolina State University (NCSU) un team 
guidato dall’esperto Shanshan Yao ha realizzato un sen¬ 
sore indossabile dotato di connettività wireless che con¬ 
sente di monitorare l'idratazione della pelle usando na¬ 
nofili di argento conduttivi impiantati su un substrato 
polimerico di polidimetilsilossano elastico, leggerissi¬ 
mo, molto robusto, estensibile, deformabile e innocuo 



La membrana piezoresistiva realizzata all’IME con nanofili di silicio per la 
misura della pressione sanguinea può essere usata come sensore tattile 
in chirurgia 


per la salute. Il sensore è utile non solo per gli sportivi 
e i militari ma anche per tenere sotto controllo svariate 
patologie per le quali la diminuzione dell’acqua nell’or¬ 
ganismo può scatenare crisi ai pazienti. I nanofili di ar¬ 
gento misurano in effetti la risposta elettrica della pelle 
perché questa cambia a seconda della densità di acqua 
presente nella pelle e quindi la sua idratazione. In pra¬ 
tica, due elettrodi di nanofili appoggiati su altrettante 
strisce polimeriche formano insieme alla pelle un con¬ 
densatore planare di circa 2 cur, dimensioni necessarie 
per avere misure molto precise e insensibili all’umidità 
ambientale. Il sensore è disponibile sia come braccia- 
letto sia nella forma di adesivo da appiccicare nel corpo 
e integra il trasmettitore wireless con cui può trasferire 
i dati a uno smartphone, il tutto a un costo inferiore a 
un dollaro. 

Piezoelettrico tattile 

L’Institute of Microelectronics di Singapore (IME) ha 

sviluppato una tecnologia che consente di realizzare 
microelementi piezoelettrici la cui membrana elastica 
è composta da nanofili di silicio, o SiNW. 

La membrana piezoresistiva ha un diametro di 200 pm 
ed è composta da una lamina di 1,2 pm di nitruro di si¬ 
licio (SiN) unita a una più robusta di diossido di silicio 
(Si0 2 ), sopra la quale sono deposti i nanofili di silicio 
alti 5 pm. Il tutto è ingegnerizzato in una struttura di 
2x2 mm con cui si possono realizzare sensori MEMS 
utilizzabili in medicina per rilevare la pressione san¬ 
guinea o degli altri fluidi organici anche internamen¬ 
te all’organismo. 

Una versione più piccola da 430 x 430 x 700 pm è stata 
sperimentata come sensore tattile per le operazioni chi¬ 
rurgiche che si eseguono usando dei cateteri flessibili 
poco invasivi che il chirurgo manovra dall’esterno per 
effettuare gli interventi anche all’interno dei vasi san¬ 
guinei. Le differenze di pressione rivelate dai nanofili 
vengono convertite in un segnale che offre al chirurgo 
la sensibilità tattile necessaria alle sue manovre. 

Riferimenti 

Advanced Silicon Group, www.advancedsilicongroup.com 
IME, www.a-star.edu.sg/ime/ 

Los Alamos National Labs, www.lanl.gov 
Nagoya University, http://en.nagoya-u.ac.jp 
NCSU, https://news.ncsu.edu/2017/01/hydration-sen- 
sor-2017/ 

Takao Yasui, http://en.nagoya-u.ac.jp/research/activities/ 

news/2017/12/development-of-a-nanowire-device-to-de- 

tect-cancer-with-a-urine-test.html 

Technavio, www.technavio.com/report/global-embedded- 
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La visualizzazione d’immagini in campo medicale (me¬ 
dicai imaging) richiede una potenza di calcolo sempre 
maggiore per poter fornire ai medici informazioni visive 
più nitide e dettagliate che consentono diagnosi più ve¬ 
loci e accurate e interventi chirurgici più mirati e quin¬ 
di meno invasivi. Grazie alfintelligenza artificiale (AI), 
questo supporto potrebbe essere molto migliorato in un 
prossimo futuro. A questo punto è interessante esamina¬ 
re il ruolo della tecnologia di elaborazione embedded 
in un contesto di questo tipo. Negli ultimi anni la tecno¬ 
logia di visualizzazione in campo medicale ha compiuto 
enormi progressi. Ciò è dovuto principalmente alla digi¬ 
talizzazione delle immagini diagnostiche che da un lato 
ha comportato un miglioramento in termini di qualità 
delle immagini e dei dati disponibili, e dall’altro ha per¬ 
messo di ottenere le immagini in tempi più brevi. La re¬ 
cente diffusione dell’intelligenza artificiale e delle tecni¬ 
che di deep learning ha permesso a questa tecnologia di 
entrare in una nuova fase evolutiva. Rispetto ai tradizio¬ 
nali sistemi diagnostici basati su computer, l’intelligenza 
artificiale garantisce una maggiore autonomia, consen¬ 
tendo di effettuare diagnosi in modo più veloce, sicuro 
e affidabile, in quanto i sistemi ad auto-apprendimento 
sono in grado di acquisire nuovi contesti in modo mi¬ 
gliore e più efficace rispetto ai sistemi di natura statica. 


I vantaggi dell’intelligenza artificiale 

I risultati delle ricerche condotte in vari settori hanno 
permesso di evidenziare gli elevati livelli di accuratezza 
e velocità che già ora contraddistinguono i sistemi di vi¬ 
sualizzazione medicali basati sull’intelligenza artificiale. 
Ricercatori presso il Dipartimento di Medicina e Bioinge¬ 
gneria dell’Houston Methodist Research Institute hanno 
sviluppato un software basato sull’intelligenza artificiale 
in grado di rilevare il cancro al seno a una velocità 30 volte 
superiore rispetto ai medici in una sperimentazione che 
ha coinvolto 500 mammografie. Il tasso di precisione è 
stato pari al 99%. Tale sistema non solo permetterebbe di 
semplificare la diagnosi, ma anche di rilevare i risultati fal¬ 
si positivi, evitando quindi inutili biopsie a tutto vantaggio 
dei pazienti. 1 Un altro team di ricerca che si occupa d’in¬ 
telligenza artificiale ha focalizzato la propria attenzione 
sulla diagnosi del cancro alla pelle. Sulla base di alcune 
fotografie, il sistema è stato in grado di identificare il can¬ 
cro alla pelle con lo stesso livello di affidabilità di un der¬ 
matologo. 2 Un terzo progetto, condotto presso la Icahn 
School of Medicine del Mount Sinai Hospital (New York 
City), ha dimostrato la possibilità di prevedere il cancro al 
fegato con la stessa accuratezza di oncologi specialisti. Nel 
corso delle loro ricerche, gli scienziati hanno sperimenta¬ 
to che il sistema potrebbe anche essere utilizzato in futuro 
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Fonte: Image Fernando Gregory - Dreamstime.com 
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La migrazione verso applicazioni basate sull’intelligenza artificiale è 
un processo molto semplice utilizzando i moduli COM in formato COM 
Express di congatec basati sui processori AMD, in quanto gli attuali 
progetti conformi a questo standard, che utilizzano altre architetture di 
processore possono essere modificati con estrema facilità. 


per prevedere se un paziente è incline alla schizofrenia o 
ad altre malattie mentali. 3 

Adozione su vasta scala: un elemento fondamentale 

L’intelligenza artificiale e le tecniche di deep leaming han¬ 
no già dimostrato di essere strumenti molto preziosi per 
migliorare il rilevamento precoce, la diagnosi e il tratta¬ 
mento di gravi patologie. Se informazioni di questo tipo 
fossero direttamente disponibili a tutti i 
medici attraverso la visualizzazione, non 
solo sarebbe possibile salvare molte vite, 
ma anche evitare errori di trattamento e 
operazioni chirurgiche non necessarie. I 
medici potrebbero disporre una quantità 
d'informazioni senza precedenti in grado 
di garantire un supporto molto qualificato 
nelle fasi di diagnosi e trattamento. In que¬ 
sto modo, anche gli indicatori più piccoli 
e rari che un medico potrebbe non avere 
mai riscontrato nel corso di parecchi de¬ 
cenni di pratica professionale, possono 
essere identificati in maniera affidabile. 

Ciò porterebbe indubbi vantaggi a tutte le 
parti interessate: pazienti, medici e sistema 
sanitario. Uno studio condotto dalla società di consulenza 
PWC ha rilevato che l’uso diffuso dell’intelligenza artificia¬ 
le nella sola Europa comporterebbe una riduzione dei costi 
sanitari e dell’assistenza post-operatoria in misura pari a cir¬ 
ca 200 miliardi di euro nell’arco di un decennio. 4 A questo 
punto è utile domandarsi quale sarebbe la piattaforma tec¬ 
nologica più idonea per favorire l’adozione su vasta scala 
dell’intelligenza artificiale. 

Intelligenza artificiale ai blocchi di partenza 

In primo luogo, è utile ricordare che le più recenti piat¬ 
taforme embedded hanno tutti i requisiti necessari, in 


termini di potenza di elaborazione, efficienza energetica 
e programmabilità, per integrare l’intelligenza artificiale 
ad alte prestazioni in ogni dispositivo a ultrasuoni, sta¬ 
zione radiologica diagnostica e personal computer pre¬ 
sente negli ambulatori medici. A questo punto potreb¬ 
be sorgere spontanea la domanda di come sia possibile 
che algoritmi di intelligenza artificiale che richiedono 
la potenza di calcolo di interi data center possano esse¬ 
re trasferiti su piattaforme embedded a basso consumo. 
La risposta è semplice: ciò non è possibile. E neppure 
necessario. Se è vero che il deep learning (apprendi¬ 
mento profondo), un sottoinsieme dell’apprendimento 
automatico ad alta intensità di risorse richiede, almeno 
per il momento, l’utilizzo di server, i dispositivi medicali 
utilizzano semplicemente le informazioni ottenute dalle 
elaborazioni che vengono svolte nei data center. Un pro¬ 
cesso di questo tipo va sotto il nome di inferenza. 

Deep leaming nei data center 

Il processo è quasi sempre il medesimo per tutti i diversi 
tipi di processo (task). Una rete formata da numerose uni¬ 
tà di elaborazione - per lo più GPGPU (General Purpose 
Graphics Unit) - è abbinata a una rete neurale profonda 
(DNN - Deep Neural Network, ovvero composta da più stra¬ 
ti) . Questa rete in grado di supportare il deep leaming deve 


essere addestrata. Nel caso della visualizzazione in ambito 
medicale, l’addestramento potrebbe riguardare immagini 
radiologiche utili per la diagnosi precoce di cancro al seno 
o al fegato, o anche normali fotografie della pelle, utili per 
addestrare il sistema a riconoscere un cancro alla pelle. La 
quantità di dati di immagine necessaria per questo compito 
è enorme. Nei progetti di ricerca finora condotti si parla 
di un numero compreso tra 130.000 e 700.000 immagini 
di diagnosi negative e positive. Grazie a questa mole d’in¬ 
formazioni, le reti neurali sviluppano parametri e routine 
basati su algoritmi specifici con un’accuratezza del tutto pa¬ 
ragonabile a quella di esperti professionisti. 



Lo schema illustra le operazioni di deep learning che avvengono in un data center e il trasferimento 
deirintelligenza” nel dispositivo medicale locale 
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Opzioni per il progetto di server embedded di fascia alta 

I sistemi di fascia alta, come ad esempio i server di back-end per applicazioni 
medicali che richiedono una potenza di elaborazioni maggiore rispetto 
a quella offerta dai processori Ryzen Embedded VI 000 di AMD possono 
valutare l'opportunità di utilizzare i nuovi processori EPYC Embedded 3000 
della stessa società. Disponibili sul lungo termine (per un periodo fino a 10 
anni) e offerti in versioni con un massimo di 16 core, connettività 10 Gigabit 
Ethernet e fino a 64 canali (lane) PCIe per poter connettere numerose unità di elaborazione deH'immagine 
che sfruttano algoritmi di apprendimento automatico e di elaborazione parallela, questi processori 
rappresentano una soluzione perfetta e affidabile per l'uso in ambito medicale. In funzione delle esigenze 
degli utilizzatori, congatec prevede di fornire questi processori anche su moduli COM Express, con l'obiettivo 
di sviluppare un nuovo pinout per server embedded di fascia alta per COM Express. Un'ulteriore opzione è 
rappresentata da schede embedded completamente custom. 



Integrare l’intelligenza nei computer embedded 

Un’intelligenza del tipo appena descritto ora risiede in un 
cloud o in un data center specializzato, ma non ha ancora 
raggiunto il dispositivo medicale. A questo punto entra in 
gioco l’inferenza. Si tratta del processo utilizzato per inte¬ 
grare nel dispositivo locale ciò che è stato appreso. Ovvia¬ 
mente, per consentire l’integrazione dell’intelligenza di 
una rete neurale immagazzinata in un data center in un 
unico processore, le dimensioni del software devono esse¬ 
re ridotte. Di conseguenza, ogni parte della rete neurale 
che non è più necessaria una volta completato con esito 
positivo l’addestramento viene di solito omessa. Poiché 
non hanno parte attiva nel processo decisionale, possono 
essere escluse senza problemi. Oltre a ciò, diversi stati de¬ 
cisionali della rete neurale originale possono essere com¬ 
pendiati in un’unica operazione. Anche questo processo 
non comporta alcun svantaggio, poiché al sistema locale 


conga-TR4 con processore 
Ryzen Embedded di AMD 
è il più recente modulo in 
formato COM Express con 
pinout Type 6 di congatec 
per applicazioni medicali 
locali basate sull’intelligenza 
artificiale 


non è richiesto alcun apprendimento automatico, anche 
se ciò sarebbe possibile. Ovviamente risulta più efficiente 
addestrare un sistema di grandi dimensioni utilizzando 
tutti i nuovi dati disponibili e quindi trasferire il livello 
di conoscenza raggiunto ai dispositivi locali mediante ag¬ 
giornamenti software regolari. Questo è il motivo per cui 


in ambito medicale le interfacce verso IoT utilizzate per 
collegare i dispositivi ai vari cloud e server dei fornitori di 
tecnologia rivestono un ruolo fondamentale per l’ulterio¬ 
re sviluppo di queste tecnologie. 

Scelta dell’architettura del processore 

Anche se un approccio del tipo appena descritto permet¬ 
te di ridurre drasticamente le prestazioni computazionali 
richieste localmente ai dispositivi medicali, l’onere di ela¬ 
borazione necessario è ancora molto elevato per un sin¬ 
golo processore. Senza dimenticare che barchitettura di 
elaborazione locale e quella dei data center deve essere 
confrontabile per ridurre gli oneri legati alle operazioni di 
porting del software e degli algoritmi. Le più recenti APU 
(Accelerated Processing Unit) embedded sono in grado di 
fornire una notevole potenza di elaborazione in modo fles¬ 
sibile grazie all’abbinamento tra processori “tradizionali” in 
architettura x86 e GPGPU per applicazioni di intelligenza 
artificiale e apprendimento automatico. I consumi ener¬ 
getici sono così ridotti che tali caratteristiche possono già 
essere integrate in quasi tutte le tipologie di applicazione 
che prevedono l’elaborazione delle immagini - dai sistemi 
mobili per raggi X che operano senza ventole ai dispositivi 
di memorizzazione presenti alla periferia della rete utilizza¬ 
ti per sistemi RIS (Radiology Information Systems) e PACS 
(Picture Archiving and Communication Systems). 

Processore Ryzen Embedded VI000 di AMD 
per dispositivi medicali 

Grazie al notevole incremento in termini di prestazioni 
grafiche e di elaborazione, i nuovi processori Ryzen Em¬ 
bedded Serie V di AMD sono particolarmente adatti all’uso 
per applicazioni in ambito medicale. Le elevate prestazioni 



XVI 


MEDICAI. 18 - SETTEMBRE 2018 






ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 


Modulo standard su una 
scheda standard: la scheda 
madre conga-IT6 in formato 
mini-ITX di congatec può 
essere equipaggiata con 
un nuovo modulo e quindi 
inserita in un dispositivo 
medicale conforme allo 
standard ATX 


in termini di elaborazione, pari a 3,6 TFLOP, ottenute gra¬ 
zie alla presenza di CPU multi-purpose e GPU presenti sul 
medesimo chip, sono le stesse che fino a non molti anni 
fa erano conseguibili con sistemi caratterizzati da consumi 
di parecchie centinaia di watt. Questa potenza di calcolo è 
ora disponibile a fronte di consumi a partire da 15W. Ciò 
permette l’integrazione di queste risorse di elaborazione in 
dispositivi medicali robusti che operano in assenza di ven¬ 
tole, sigillati e sicuri dal punto di vista igienico utilizzati per 
servizi mobili di assistenza e orientati ai pazienti. 

Deep learning e intelligenza artificiale: oltre la magia 

Questi nuovi processori embedded di AMD possono fare 
affidamento su un supporto software completo che com¬ 
prende tool e framework come TensorFlow, Caffè e Keras, 
necessari per poter introdurre in tempi brevi e su larga sca¬ 
la l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di deep learning. 
All’indirizzo https://gpuopen.com/professional-compute/ gli 
sviluppatori possono trovare un’ampia gamma di tool sof¬ 
tware e ambienti di programmazione per applicazioni di 
intelligenza artificiale e deep learning come la diffusa piat¬ 
taforma ROCm per applicazioni GPGPU. L’open source 
è un concetto chiave per assicurare l’indipendenza degli 
OEM da soluzioni di natura proprietaria. Tra i vari tool 
disponibili si può segnalare FlIPfy, che consente la con¬ 
versione delle applicazioni proprietarie basate su CUDA 
in applicazioni F1IP C++ portatili, rendendole in tal modo 
indipendenti dall’hardware. Grazie alla possibilità di acce¬ 
dere a questo ecosistema, Fimplementazione di applicazio¬ 
ni d’intelligenza artificiale e di deep learning risulta rela¬ 
tivamente semplice e non più appannaggio solamente di 
colossi del settore IT come Google, Apple, Microsoft e Fa- 
cebook. Anche gli sviluppatori di app per dispositivi mobili 
hanno iniziato a implementare algoritmi di deep learning 
e d’inferenza locale per applicazioni reali: un esempio è 
rappresentato da Not Flotdog, una app in grado di ricono¬ 
scere differenti hot dog a partire dalle foto memorizzate 
nei telefoni mobili. Un chiaro esempio che testimonia l’in¬ 
gresso dell’intelligenza artificiale nel settore privato. 

Moduli COM per accelerare l’integrazione 

A questo punto non resta che domandarsi come i produt¬ 
tori di dispositivi medicali possano integrare queste risorse 


di intelligenza artificiale nei loro dispositivi di visualizzazio¬ 
ne nel modo più rapido ed efficiente possibile. Una delle 
metodologie più efficienti è rappresentato dall’utilizzo di 
moduli COM (Computer-on-Module) standard. Un ap¬ 
proccio di questo tipo, di natura modulare, permette di 
svincolare un dispositivo medicale da una particolare archi¬ 
tettura di processore, consentendo in tal modo ai costrutto¬ 
ri di mettere a punto una roadmap stabile che assicuri sia la 
disponibilità sul lungo periodo sia un efficiente riutilizzo di 
tutto ciò che è già stato sviluppato. Mediante una semplice 
sostituzione dei moduli, è possibile aumentare le prestazio¬ 
ni dei progetti esistenti, consentendo agli OEM di ampliare 
le funzionalità dei loro design mediante l’integrazione di 
queste caratteristiche innovative. COM Express, senza dub¬ 
bio il più diffuso fattore di forma per moduli di questo tipo, 
è già ampiamente utilizzato in un gran numero di dispositi¬ 
vi medicali. Gli OEM possono quindi utilizzare un approc¬ 
cio di tipo “plug-and-play”, che prevede quindi un semplice 
scambio di moduli, per rendere i loro prodotti hardware 
per applicazioni medicali compatibili con le applicazioni 
basate sull’intelligenza artificiale, congatec ha già ampia¬ 
mente sperimentato la semplicità e la rapidità con cui è 
possibile implementare questo approccio in parecchi pro¬ 
getti utilizzando il nuovo modulo conga-TR4 che ospita i 
processori Ryzen Embedded VI 000 di AMD. Per effettuare 
la migrazione del modulo su un sistema esistente, gli svilup¬ 
patori di una società partner di congatec hanno impiegato 
lo stesso tempo richiesto per equipaggiare lo stesso sistema 
con una soluzione hardware che aveva già superato il pro¬ 
cesso di valutazione. Per il setup del software erano richie¬ 
ste le normali routine di installazione. Grazie all’API stan¬ 
dardizzata, identica per tutti i moduli prodotti da congatec, 
non è stato richiesto nessun onere di programmazione ag¬ 
giuntivo. Da ciò ne consegue, ad esempio, che il controllo 
dei GPIO è il medesimo per ciascun modulo. I progettisti 
di sistemi richiedono una funzionalità di questo tipo per 
misurare, ad esempio, i livelli di luminosità ambiente al 
fine di regolare automaticamente la luminosità del display. 
Con i moduli congatec la migrazione verso i processori 
AMD non rappresenta un problema, bensì un’opportunità 
per lo sviluppo di sistemi che in futuro vorranno sfruttare 
le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale. 
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L’alimentatore da 200W 
per applicazioni medicali 

MDP200 è un alimentatore per applicaizo- 
ni medicali realizzato da Efore, in grado di 
erogare 200W e caratterizzato da un livello 
di protezione 2xMoPP. Questo modello è 
certificato per fornire 
protezione secon¬ 
do le norme IEC per 
configurazioni Class 
I e Class II. È dispo¬ 
nibile con tensioni di 
uscita di 12,24 e 48 V 
in continua e dispone di un’uscita ausilia- 
ria a 12 V. La tensioni di ingresso, invece, 
va da 96V a 264 V mentre l’efficienza di 
picco dichiarata è maggiore del 93,5%. Il 
consumo in assenza di carico è inferiore a 
0,3 W e il raffreddamento è per convezione. 
L’unità misura è particolarmente compatta 
(misura 50 x 100 x 35 mm) ed è disponibile 
sia nella versione open trame sia in quella 
con contenitore. Le possibili applicazioni 
spaziano dai dispositivi di imaging, a quelli 
per la sterilizzazione, dai device per terapie 
con radiazioni al quelli per il monitoraggio 
dei pazienti. 

Presentato il primo Autenticatore 
sicuro per applicazioni medicali 

DS28E83 DeepCover è un IC realizzato da 
Maxim Integrated Products destinato a 
proteggere i dati degli strumenti chirurgici 
da problemi di corruzione della memoria e 
dalle radiazioni gamma ad alta energia uti¬ 
lizzate nella sterilizzazione, migliorando no¬ 
tevolmente la sicurezza del paziente. Alio 
stesso tempo garantisce la sicurezza degli 
strumenti con funzionalità come la gestio¬ 
ne sicura e la prevenzione dalla contraffa¬ 
zione. Questa soluzione di autenticazione 
sicura integra sia l’algoritmo Elliptic Curve 
Digital Signature Algorithm (ECDSA) che 
Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256). 
L’interfaccia 1 -Wire consente una facile in¬ 
tegrazione nelle varie soluzioni progettuali. 
Grazie a queste funzionalità, i progettisti di 
dispositivi medicali possono implementare 
una protezione a costi contenuti dal riuti¬ 
lizzo non autorizzato e dalla contraffazione 




Piattaforme per applicazioni cliniche e fitness 

Maxim Integrated Products ha pre¬ 
sentato le nuove piattaforme per dispo¬ 
sitivi indossabili per applicazioni cliniche 
e fitness. MAX-HEALTH-BAND permette 
infatti di ottenere il rilevamento dei segni 
vitali e relativi dati da dispositivi indossabili, 
mentre MAX-ECG-MONITOR permette di 
monitorare i dati elettrocardiografici (ECG) 
e la frequenza cardiaca in ambiente clini- 
co. La piattaforma di valutazione e svilup¬ 
po MAX-ECG-MONITOR è dotata del front-end analogico (AFE) per uso clinico con potenza 
ultra-bassa MAX30003, mentre la piattaforma di valutazione e sviluppo MAX-HEALTH- 
BAND, che opera anche da monitor da polso della frequenza cardiaca e dell’attività fisica, 
dispone del sensore ottico per pulsossimetria/frequenza cardiaca ottimizzato MAX86140, 
della soluzione per la gestione della potenza dei dispositivi indossabili MAX20303 e degli 
algoritmi con compensazione del movimento di Maxim. 



Sensore di immagine per ambienti 
a bassissima illuminazione 

ON Semiconductor ha ampliato la sua gamma di sen¬ 
sori per applicazioni che devono operare in condizioni di 
scarsissima illuminazione, come per esempio alcune nel 
settore dell’imaging medicale e scientifico, ma anche mi¬ 
litare e di sorveglianza high-end. Il nuovo modello è sigla¬ 
to KAE-08152 e ha la stessa risoluzione in termini di pixel 
(8,8 megapixel) e formato (4/3) della versione 08151, ma 
integra un sistema di miglioramento che raddoppia l’ef¬ 
ficienza per lunghezze d’onda NIR (near infrared) come quelle a 850 nm che sono molto 
importanti per applicazioni come la microscopia, l’oftalmologia e la videosorveglianza. I sen¬ 
sori di ON Semiconductor che utilizzano la tecnologia Interline Transfer EMCCD dispongono 
inoltre di un sistema di raffreddamento termoelettrico integrato che semplifica la progettazio¬ 
ne delle videocamere e assicura prestazioni ottimizzate. 



Semplifica lo sviluppo dei misuratori di pressione del sangue 

Renesas Electronics Corporation ha ampliato la sua offerta di soluzioni per applicazioni 
medicali con un nuovo kit di valutazione per i misuratori di pressione del sangue. Que¬ 
sto kit, basato su un microcontrollore della 
famiglia RL78, comprende sia gli elementi 
hardware sia quelli software per iniziare lo 
sviluppo delle applicazioni. Il kit include in¬ 
fatti un sensore di pressione, un bracciale, 
una pompa, una valvola controllata elettro¬ 
nicamente, un display a cristalli liquidi ed 
una scheda di riferimento. Fanno parte del 
kit anche gli strumenti di sviluppo come il 
software di riferimento e l’interfaccia grafica 
(GUI). Un modulo Bluetooth Low Energy (BLE) consente la trasmissione dei dati di misura 
verso uno smartphone utilizzando il profilo di comunicazione per i misuratori di pressione 
sanguigna (BPM, Blood Pressure Monitor) definito dallo standard. 
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Quando hai l’energia giusta si vede. Per questo ECC offre al settore Power componenti e soluzioni dei 
migliori brand disponibili sul mercato. Scelto dalle imprese che vogliono un business partner affidabile e 
in grado di interpretare le proprie esigenze, negli anni si è specializzata nella fornitura 

di prodotti che puntano al risparmio energetico e alla produzione di energia pulita. 
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